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Intel-Prozessoren Apollo Lake

congatec unterstiitzt die neuen Low-Power-CPUs Intel Atom, Celeron und Pentium auf
sechs Formfaktoren. Was macht die Apollo-Lake-Prozessoren so attraktiv?
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EDITORIAL

Vom Internet of Things zum
Internet of You & Me

ie Digitalisierung in der Wirtschaft,
D Industrie und Gesellschaft schrei-

tet voran. So werden laut einer
Studie des Marktforschungsinstituts Gart-
ner im Jahr 2017 weltweit rund 8,4 Milli-
arden Dinge vernetzt sein — das entspricht
einem Anstieg von 31 Prozent gegeniiber
dem Vorjahr. Und 2020, so die Prognose,
soll die Anzahl vernetzter Dinge auf 40,4
Milliarden weltweit steigen.

Dabei geht das Internet der Dinge (In-
ternet of Things; IoT) auf im Internet of
Everything (IoE). Denn letztlich sind Da-
ten, Dinge, Maschinen und Prozesse in-
telligent (smart) miteinander vernetzt —
bis hin zum einzelnen Menschen, also
Thnen und mir. Einstige Gebrauchsgegen-
stinde wie eine Armbanduhr oder das
Auto werden zu kommunizierenden Ge-
réten, die uns ein digitales Erlebnis bieten
und das Verlangen nach weiteren digita-
len Erfahrungen wecken.

Einen kleinen Einblick, wie die vernetz-
te Welt unseren Alltag verdndern kann,
beschreibt Intel im Beitrag ,,Smarte Tech-
nologie riistet den stationdaren Handel fiir
die Zukunft®, S. 54. Ein banaler Einkauf
im Geschaft vor Ort wird zum exklusiven
Shopping-Erlebnis: Vor der Anprobe kann
der Kunde via elektronischem Spiegel vir-

LwAktuell sind weltweit
8,4 Millarden Dinge
vernetzt, bis zum Jahr
2020 soll dieser Wert auf
40,4 Milliarden steigen.“

ELEKTRONIKPRAXIS Nr.5 8.3.2017

Margit Kuther, Redakteurin
margit.kuther@vogel.de

tuell in verschiedene Outfits schliipfen.
Ist die Wahl getroffen, weif der Verkadufer
dank Sensorsteuerung und Touchpanel
sofort, wo sich das gewiinschte Teil befin-
det und kann es in kiirzester Zeit holen.
Und sollte das Ausgewdhlte nicht passen,
kann der Kunde in der Umkleidekabine
via interaktivem Touch-Spiegel direkt mit
dem Verkdufer kommunizieren und sich
weitere Kleidung bringen lassen.

Natiirlich bedarf es fiir die smarte Welt
von Morgen ausgefeilter Techniken und
Technologien. Auch dariiber informieren
wir umfassend in dieser Ausgabe der
ELEKTRONIKPRAXIS, etwa ,,wie HD Voice
die VoIP- und VoLTE-Sprachqualitit stei-
gert“, S. 28, iiber den ,,kleinsten, liifterlo-
sen Industrie-PC%, S. 32, ,,Smart Home,
realisiert mit Funk statt Kabel“, S. 64 und
»rauscharme LDO-Regler fiir storempfind-
liche Applikationen“, S. 68.

Herzlichst, Thre

¢ fctir

FlowCAD

Free App

fur die Test-Coverage
in OrCAD Capture

Die kostenfreie, von XJTAG entwickelte
App zeigt bereits im OrCAD Capture-
Schaltplan die Test-Coverage an.

Die Nutzung der App ist sehr einfach und
bietet in wenigen Minuten Ergebnisse.
Man erkennt sofort, welche Netze mit
Boundary Scan Test abgedeckt und
welche bisher ungetestet sind.

Sehr friih im Designprozess kann der
Entwickler entscheiden, wo er Testpunkte
manuell setzen muss. Mit der App erhalt
er schnell diese DFT-Ubersicht.

Weitere Informationen hierzu sowie
zu allen unseren Produkten erhalten Sie
auf der embedded world an unserem Stand.

@ embeddedworldzo17

14.-16.03.2017, Messe Niirnberg
Besuchen Sie uns: Halle 4, Stand 4-120

info@FlowCAD.de

OrCAD

cadence
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EMBEDDED COMPUTING

Einsatzmoglichkeiten
der Intel-Prozessoren
Apollo Lake

Die Low-Power-Prozessoren Intel Atom, Celeron
und Pentium mit Codename Apollo Lake bietet
congatec auf sechs unterschiedlichen Formfaktoren
an: auf Mini-ITX-Motherboards und Pico-ITX-Sing-
leboard-Computern sowie COM Express Compact,
COM Express Mini, Qseven und — ganz neu — auf
SMARC-2.0-Computer-on-Modulen. Sie zeichnen
sich im Vergleich zu den Voorgdngern durch einige
interessante Vorteile aus.
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Vorteile der Intel-Prozessoren Apollo Lake

congatec unterstiitzt die neuen Low-Power-CPUs Intel
Atom, Celeron und Pentium auf sechs unterschiedlichen
Formfaktoren. Was macht diese Prozessoren so attraktiv?

FPGA-Prototypen in MATLAB entwickeln - Teil 2

Im ersten Teil der Reihe ging es um Simulation und leichte
Zuganglichkeit der FPGA-Entwicklung. Dieser Teil befasst
sich mit Testing & Debugging.

USB 3.1 - eine Multifunktions-Schnittstelle
Je hoher die Datenraten, desto kiirzer das Kabel. Dies gilt
auch fiir USB 3.1. Laut Spec betrédgt die Lange drei Meter.

Wie HD Voice die VolP- und VoLTE-Qualitdt steigert
Anrufe via Smartphones sind dank weitverbreiteter VoIP-
Apps wie Skype und FaceTime und VoLTE noch nie so klar
gewesen wie heute. Nur die Sprachqualitét in Autos hinkt.

32

54

58

64

74

82

Anforderungen an Industrie-PCs in der Produktion
Kompakt, robust und langfristig verfiigbar, das sind der
Anforderungen der Kunden an Industrie-PCs. Ein Beispiel,
wie sich diese in der Praxis bewdhren miissen.

Bauteilebeschaffung

Smarte Technologie riistet den stationdren Handel
Der stationdre Handel befindet sich in einer interessanten,
aber zugleich auch schwierigen Phase. Doch er hat reelle
Chancen, sich auch gegeniiber Online-Riesen zu etablieren.

Dank Finetrading werden Unternehmen flexibler

Typische Herausforderung fiir produzierende Unterneh-
men: Zwischen dem Einkauf von Material und der Rech-
nungsstellung fiir das eigene Produkt liegen oft Monate.

Stromversorgungen

Wie sich ein Smart Home mit Funk realisieren ldsst
Im Smart Home miissen Sensoren und Aktoren miteinander
vernetzt sein. Ideal wére es, wenn man auf Kabel verzichten
konnte. Funk und Energy Harvesting machen es moglich.

Wdrmemanagement

Ab wann lohnt sich der Kauf neuer Kiihlgerite?

Diese Frage bereitet Betreibern von Steuerungs- und Schalt-
anlagen haufig Kopfzerbrechen. Mit einem TCO-Rechner
sind alle wichtigen Faktoren nur einen Mausklick entfernt.

Leistungshalbleiter

Power-Modul fiir Automobil- und CAV-Antriebe
Diverse technische Anforderungen wurden bei der Entwick-
lung eines Leistungsmoduls auf IGBT-Basis kombiniert.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr.5 8.3.2017
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AUFGEMERKT

Die Braunsche Rohre wird 120 Jahre alt

Vor 120 Jahren ist dem Physiker Karl Ferdinand Braun (1850 — 1918)
das erste Experiment mit der Kathodenstrahlréhre gelungen. Er
experimentierte mit einer Variante der vom britischen Physiker
William Crookes erfundenen Schattenkreuzrohre, mit der die so-
genannten Kathodenstrahlen studiert werden konnten. Bei die-
ser grofitenteils luftleeren, konisch geformten Glasrohre befindet
sich am schmalen Ende die Kathode. Die Anode sitzt im vorderen
Drittel der R6hre. Die hohe Spannung, die an der Kathode anliegt,

sorgt dafiir, dass die Elektronen (die man damals noch nicht als
solche kannte) mit hoher Geschwindigkeit durch die Rohre flitzen.
Aufgrund ihres hohen Tempos verfehlt der Grof3teil der Elektronen
die kreuzférmige Anode und trifft auf der Glaswand am Ende der
Rohre auf. Dabei entsteht ein Gliiheffekt. Durch das Glithen wird
sichtbar, wo die Elektronen auf das Glas auftreffen. Auf seine Er-
findung, die nach ihm benannte Braunsche Réhre, gehen u. a. der
Ro6hrenfernseher und das Oszilloskop zuriick. /| FG

ELEKTRONIKPRAXIS Nr.5 8.3.2017

Bild: Science Museum London / Science and Society Picture Library



10.000.000
Hybridautos

Der japanische Automobil-
konzern Toyota hat Ende
Januar 2017 die Marke von
weltweit zehn Millionen
verkauften Hybridfahr-
zeugen (Uberschritten. Der
Hybridantrieb wirkt sich
messbar positiv auf die
Umwelt aus: Im Vergleich
zu konventionell ange-
triebenen Fahrzeugen mit
vergleichbarer GroBe und
Leistung konnten inter-
nen Berechnungen zufolge
bislang rund 77 Millionen
Tonnen CO, und etwa 29
Milliarden Liter Kraftstoff
durch Hybridautos einge-
spart werden. // BK

ELEKTRONIKSPIEGEL // ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

AUFGEDREHT: Das fliegende Auto PAL-V

Gyrocopter

Der Tragschrauber,
der nicht schwebt oder
senkrecht startet, son-

dern nur mit ,Anlauf"
abhebt, wird seit etwa
100 Jahren entwickelt.

Kapazitdt

Zwei Personen passen
in die Flugautos, die mit
bis zu 100 Liter Super-
benzin betankt werden
kénnen. Der Platz reicht
fiir max. 20 kg Gepdck.

Reichweite

Die Reichweite im Flug
betrdgt etwa 400 km bei
einer Reserve von einer
halben Stunde, die

fiir weitere ca. 100 km
ausreicht.

PAL-V (Personal Air and Land Vehicle) hat offizi-
ell mit dem Verkauf ihrer fliegenden Autos, der
Modelle Liberty Pioneer und Liberty Sport, be-
gonnen. Fiir den Flugbetrieb wird das dreiradrige
Flugauto iiber einen Druckpropeller von einem

Mape

Im Flugmodus betragen
die Mafe 6,Tm x 2 m x
3,2 m, wobei die dann
entfalteten Rotoren
einen Durchmesser von
10,75 m haben.

Flughéhe

Die maximale Flughohe
betrdgt 3500 m. Der
Tragschrauber bendétigt
eine Startbahn von ca.
330 m, zum Landen
reichen bereits 30 m.

Tempo

Die Hochstgeschwindig-
keit betrdgt 160 km/h
und die Reichweite am
Boden soll 1315 km
betragen.

Rotationskolbenmotor angetrieben, der 148 kW
(200 PS) leistet. Ende 2018 konnen die ersten
Kundenbestellungen erfiillt werden. Der Preis
liegt bei 299.000 Euro. Fiir den Betrieb in der Luft
ist ein Privatpilotenschein erforderlich. // BK

AUFGE-

SCHNAPPT

b
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»Eine komplette Umstellung auf
Linux war nie moglich, weil viele
sehr spezifische Fachanwendun-
gen in den Referaten Windows
erfordern.

Oberbiirgermeister von Miinchen Dieter Reiter

AUFGEZAHLT

Der Roboterbauer KUKA hat im Geschdftsjahr
2016 mit Uber 3,4 Milliarden Euro einen Re-
kord bei den Auftragseingdngen erzielt. Dies
entspricht einem Plus von 20,6 % gegeniiber
dem Vorjahr (2015: 2.838,9 Mio. €). Befliigelt
wurde KUKA, das vom chinesischen Midea-
Konzern iibernommen wurde, von einem star-
ken Anstieg im Automotive-Segment.

Videospieltechniken
fur die Medizin

3D-Modelle, Videobrillen und Grafiken fiihren
durch Phantasiewelten. Doch auch in der realen
Welt sind diese Technologien gefragt — etwa in
Operationssdlen. Dr. Marc Herrlich, Juniorpro-
fessor fiir Serious Games Engineering an der TU
Kaiserslautern, hat einen virtuellen OP zur Aus-
bildung von Chirurgen entwickelt.

// SG




Werden Sie Speaker beim loT- oder

ELEKTRONIKSPIEGEL // EVENTS

beim Smart-Home-Kongress!

Am 13. und 14. September finden zeitgleich der loT-Kongress und der
Smart-Home-Kongress der ELEKTRONIKPRAXIS statt. Der Call for
Papers fiir beide Veranstaltungen lduft bis zum 31. Mdrz 2017.

xen ,Internet of Things* und ,,Smart
Home* gibt es viele Gemeinsamkeiten.
Was liegt also ndher, als die beiden EP-Ver-
anstaltungen IoT-Kongress und Smart Home
Kongress parallel und am selben Veranstal-
tungsort abzuhalten, ndmlich am 13. und 14.
September 2017 im NH-Hotel in Aschheim-
Dornach? Auf diese Weise konnen sich beide
Veranstaltungen gegenseitig befruchten:
Wer zum Beispiel im IoT zuhause ist, kann
sich auch Vortrdge zum Thema Smart Home
anhoren. Und wer sich fiir Gebdudeautoma-
tisierung interessiert, kann sich im IoT-Be-
reich {iber Maschine-zu-Maschine-Kommu-
nikation oder {iber IT-Security informieren.
Der IoT-Kongress (www.iot-kongress.de)
richtet sich an Entwickler und Projektleiter,
die Anwendungen und Tools im Umfeld von
IoT, Industrie 4.0, Smart Devices und Weara-
bles erstellen. Die Themenfelder reichen von
der Entwicklung sogenannter Cyber-physi-
kalischer Systeme iiber neue Geschiftsmo-
delle bis hin zur vierten industriellen Revo-
lution (Industrie 4.0). Auch das Thema Si-
cherheit kommt zu seinem Recht.
Hier eine Auswahl moglicher Themen:
B Cyber-physikalische Systeme
B Maschine-zu-Maschine-Kommunikation
B Kommunikationsprotokolle und Bussys-
teme, Schnittstellen und Standards
B Drahtgebundene und drahtlose Kommu-
nikation
B Security im IoT
B Big Data im IoT-Umfeld: Datensammlung
und Datenanalyse, Edge Computing
B Transaktionssicherheit durch Blockchain
B Industriestandards: OPC-UA, RAMI 4.0,
IIRA & Co.
W Softwarelésungen
M Best Practices und Success Stories
B Neue Geschaftsmodelle

Zwischen den beiden Themenkomple-

Es lohnt sich dabei zu sein — als
Vortragender oder als Zuhorer
Auch die Themen des Smart-Home-Kon-

gresses (www.smarthome-kongress.de) sind
auf die Zielgruppe der Entwickler und Pro-

Kenner der Materie: Giinther Ohland (rechts), Erster Vorsitzender der Initiative ,,Smart Home Deutschland*,
ist beim diesjdhrigen Smart-Home-Kongress wieder als Sprecher dabei.

jektleiter zugeschnitten. Eine Auswahl még-
licher Themen:
B Security im smarten Gebaude: Anforde-
rungen und Lésungen
M Gebdudezutritt, Gebdudemanagement
sowie Einrichter von Sicherheitssystemen
B Kabelgebundene und kabellose Ubertra-
gung von Informationen
W Softwarelésungen und neue Geschafts-
modelle
B Datenanalyse und -auswertung, Edge
Computing
B Protokolle und Bussysteme
B Anwendungen, Best Practices und Suc-
cess Stories, auch aus dem B2C-Umfeld

Es lohnt sich auf jeden Fall, dabei zu sein
—egal, ob als Vortragender oder als Zuhorer.
Im vergangenen Jahre erhielten die beiden
Veranstaltungen von den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern fast durchweg Bestnoten.
Der Schweizer Innovator und Unternehmer
Marco Schmid brachte beispielsweise im ver-
gangenen Jahr sein Urteil iiber den IoT-Kon-
gress folgendermafien auf den Punkt: ,,Die-
ser Event ist ein Hit!“

loT-Kongress, Smart-Home-Kongress

So kénnen Sie lhre
Vortrdage einreichen

Wenn Sie sich von einem der Themen
angesprochen fiihlen, dann reichen
Sie bitte Ihr Vortragsthema ein. Sie
sollten bis zum 31. Mdrz 2017 ein Ab-
stract von bis zu 1000 Zeichen Lange
einsenden. Denken Sie bitte daran,
sich in einer Kurzvita vorzustellen.
Wenn Sie sich fiir einen Vortrag beim
loT-Kongress interessieren, dann fiil-
len Sie einfach das Formular unter
der Adresse www.iot-kongress.de/
de/callforpaper aus oder senden Sie
eine Mail an franz.graser@vogel.de.
Mochten Sie einen Vortrag fiir den
Smart-Home-Kongress  einreichen,
dann fiillen Sie das Web-Formular
unter www.smarthome-kongress.de/
de/callforpaper aus oder schreiben
Sie an hendrik.haerter@vogel.de.
Marketing-orientierte Beitrdge wer-
den nicht angenommen.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr.5 8.3.2017

Bild: Bayern Innovativ GmbH
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EEG in der Kopfstiitze warnt vor Sekundenschlaf

Gedankeniibertragung: Diese Kopfstiitze empfdngt die Hirnstrome des Fahrer
und kann ihn warnen, wenn er zu miide zum Fahren ist.

VERBINDUNGSTECHNIK

Bild: Freer Logic

Kopfstiitzen im Auto sollen bei
einem Unfall schwere Kopfver-
letzungen verhindern. Doch bald
schon konnten sie eine weitere
Funktion {ibernehmen: den Au-
tofahrer vor dem Sekunden-
schlaf bewahren. Das US-ameri-
kanische Unternehmen freer lo-
gic hat ein EEG-System entwi-
ckelt, das in eine Kopfstiitze
integriert werden kann. Es liest
kontaktlos die Gehirnstréme des
Fahrers aus einer Entfernung
von bis zu 20 cm und erkennt,
wenn er miide wird. So kann der
Fahrer rechtzeitig vor Sekunden-

schlaf gewarnt werden. Vorge-
stellt wurde das System auf der
diesjahrigen CES in Las Vegas.
Dort wurden die Gehirnstrome
des Fahrer auf einem Display
dargestellt. Bei voller Konzentra-
tion wurde ein griiner Balken auf
dem Bildschirm dargestellt. So-
bald die Aufmerksam der Ver-
suchsperson nachlief3, wurde
diese Balken kleiner. Nach Anga-
ben des Firmeninhabers Peter
Freer testen derzeit zwei Auto-
bauer das System. /] TK

Freer Logic

Neuordnung der Geschiftsfiihrung bei Phoenix Contact

Dr. Martin Heubeck, der bisheri-
ge Chief Financial Officer von
Phoenix Contaxct, ist aus der
Geschiftsfiihrung des Unterneh-
mens ausgeschieden. Eine Neu-
besetzung ist geplant.

Im Hinblick auf die Neuord-
nung der Geschiftsfithrung er-
kldren die Gesellschafter und der
Beirat des Automatisierungsspe-
zialisten: ,,Nach iiber 14 Jahren
erfolgreicher Zusammenarbeit
wurde zwischen Gesellschaftern
und Beirat sowie Herrn Dr. Mar-
tin Heubeck, Geschiftsfiihrer
und CFO, entschieden, aufgrund

NETZSICHERHEIT

unterschiedlicher Auffassungen
zur zukiinftigen strukturellen
Organisation von Phoenix Con-
tact, getrennte Wege zu gehen.“

Gesellschafter und Beirat be-
danken sich bei Dr. Heubeck fiir
seine maf3gebliche Arbeit im Auf-
und Ausbau des Controlings und
Finanzwesens sowie in weiteren
Themen wie der Etablierung ei-
ner internen Revision, dem Auf-
bau einer Strategieentwicklung,
der Konzeptionierung und
Durchfiihrung von steuerlichen
—auch internationalen - Gestal-
tungen sowie gesellschaftsrecht-

CFO-Posten vakant: Phoenix-CEO
Frank Stiihrenberg wird die Aufgaben
des Finanzchefs iibergangsweise
wahrnehmen.

Bild: Phoenix Contact

licher Fragestellungen und dem
Aufbau eines M&A-Bereichs.
»Gesellschafter und Beirat wiin-
schen Dr. Heubeck personlich
alles Gute und viel Erfolg fiir sei-
ne berufliche Zukunft.*

Bis zur Neubesetzung dieser
Geschaftsfiihrer-Position durch
die Gesellschafter und den Beirat
wird der Vorsitzende der Ge-
schiftsfithrung (CEO), Frank
Stiihrenberg, die Aufgaben des
CFO kommissarisch wahrneh-
men. // KR

Phoenix Contact

ETAS iibernimmt Cyber-Security-Spezialisten TrustPoint

Mit Handschlag besiegelt: Sherry
Shannon-Vanstone (rechts), CEO von
TrustPoint, und David McFarlane,
Managing Director ETAS Kanada.
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Bild: ETAS

Der Tool-Hersteller ETAS baut
seine Expertise im Bereich Em-
bedded-Security aus. Der Lo&-
sungsanbieter iibernimmt das
kanadische Unternehmen Trust-
Point Innovation Technologies.
TrustPoint verfiigt iiber Know-
how im Bereich sicherer Maschi-
ne-zu-Maschine-Kommunikati-
on (M2M). Dies ist fiir Anwen-
dungsfille entscheidend, bei
denen Gerdte mit begrenzten
Ressourcen hohe Sicherheits-
standards erfiillen miissen.
Hochstmogliche Sicherheit muss
auch fiir die zentrale Steuerung

von Identitdten und Berechti-
gungen sowie drahtlose Breit-
band- und Nahbereichskommu-
nikation gewdhrleistet sein.
ETAS plant, TrustPoint mit al-
len Mitarbeitern und Vermogens-
werten in die Organisation von
ETAS Embedded Systems Cana-
da Inc. in Kitchener, Ontario, zu
integrieren, die von David
MacFarlane geleitet wird.
TrustPoint wurde 2012 von
dem renommierten Kryptogra-
phen Dr. Scott Vanstone und
Sherry Shannon-Vanstone ge-
griindet und verfiigt iiber techni-

sche Kompetenz im Bereich der
Elliptic Curve Cryptography
(ECC). Zudem ist das Unterneh-
men auf die Entwicklung von
Berechtigungs-Managementl6-

sungen im Rahmen von Public-
Key-Infrastrukturen speziali-
siert. Es bietet Werkzeuge zur
Entwicklung von Verschliisse-
lungssoftware (mSecure), einen
kompatiblen Managed Certifica-
te Service (mCA) sowie ein Si-
cherheitsprotokoll fiir sichere
V2X-Kommunikation. // FG

ETAS
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Unbandige Kraft,
zahmer Verbrauch.

Die hocheffiziente S-Panther Familie.

Jetzt mit noch mehr Biss. Unsere hocheffizienten Kompaktliifter gibt es jetzt

in drei optimierten BaugroBen.

— Konsequente Erweiterung der S-Panther Familie

— Bis zu 112 % hoherer Wirkungsgrad im Vergleich zu den Vorgangermodellen
— Gerduschreduktion um bis zu 9 dB(A)

Mehr Informationen fiir Ihre Anwendung: www.ebmpapst.com

S-Panther

ebmpapst

Die Wahl der Ingenieure


http://www.ebmpapst.com

KABELTECHNIK

ELEKTRONIKSPIEGEL

NEWS & PERSONALIEN

Technlsche Beratung bei igus via LiveChat gestartet

LiveChat bei igus: Die Beratung per
Chat ist Teil des weiteren Ausbaus des
Kundenservice durch Investitionen

in die digitale Infrastruktur. Dadurch
gelangen Kunden einfacher und
schneller an das individuelle und
wartungsfreie Produkt.

:

Mithilfe des LiveChats auf der
5 igus-Webseite kénnen Kunden
jetzt einfach und schnell mit dem
»motion plastics“-Spezialisten in
Kontakt zu treten. Ob Fragen zur
Auslegung, neuen Produkten,
der Werkstofftechnologie oder
Preisanfragen, die Experten aus
dem e-ketten-, Leitungs- und
Lagertechnik-Vertrieb kiimmern
sich um die unterschiedlichsten
Anliegen der Chat-Nutzer. Der
LiveChat ist Teil des weiteren
Ausbaus des Kundenservice
durch Investitionen in die digita-
le Infrastruktur. Die Kolner bie-

DREIDIMENSIONALES COMPUTERMODELL
Eine 800 Jahre alte Romer-Sdule ldsst sich digital neu erleben

Archdologische Artefakte wie die
Jupiter-Giganten-Sdule der R6-
merstadt Ladenburg bergen
auch nach 1800 Jahren noch im-
mer Geheimnisse. Entdeckt wur-
de die Saule 1973, doch ist die
Geschichte bis heute nicht unter-
sucht.

Im Projekt ,,HEiKA MUSIEKE“
sollen die auf der Saule darge-
stellten Figuren digital erfasst
werden. Die Figuren stellen den
Kampf zwischen den rémischen
Gott Jupiter und einem Giganten
dar. Der Gigant symbolisiert das
chthonische Chaos, der Sieg Ju-

KABELDURCHFUHRUNGEN

piters steht fiir den Triumph der
gottlichen Ordnung. Die Textur
der Sdule und die Reiterfigur
scheinen einer keltischen Tradi-
tion zu folgen. ,,Durch das digi-
tale Abbild lasst sich das Artefakt
fiir Archdologen und Laien ganz
neu erfahrbar machen®, erklart
es Dr. Thomas Vogtle vom Insti-
tut fiir Photogrammetrie und
Fernerkundung am KIT. Um die
dreidimensionale Struktur der
Saule detailliert im Computer
abzubilden, wurde mit einer pro-
fessionellen, aber handelsiibli-
chen, digitalen 36-MPixel-Spie-

ten bereits heute die Moglichkeit
mit 30 frei verfiigbaren Online-
Tools und 16 kostenlosen Apps
direkt zu seinem gewiinschten
Produkt zu gelangen, ohne viel
Zeit investieren zu miissen. Mit-
tels der frei verfiigbaren Online-
Tools wie dem iglidur Experten
kann der Kunde sich seine
schmier- und wartungsfreie
Kunststofflosung sofort berech-
nen, konfigurieren und bestel-
len. Um die Information und
Auswahl aus iiber 100.000 moti-
on plastics dabei noch einfacher
zu machen, wurde die Nutzer-

Die Ladenburger Jupiter-Giganten-
Sdule: Ihre Digitalisierung erlaubt
Archdologen und Laien neue Zugdnge
zu diesem Kulturerbe.

Materlalsymblose fiir Kabeldurchfiihrungsplatten

Murrplastik: Die Firma produziert im
Kabeldurchfiihrungs- und Halterungs-
bereich Kabeldurchfiihrungsplatten
aus Metall, die mit Elastomeren von
Tec-Joint zur Abdichtung kombiniert
werden.

12
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Murrplastlk und Tec-Joint arbei-
ten zukiinftig bei Kabeldurch-

5 fiihrungsplatten zusammen. Der

b

® Elastomerspezialist

Tec-Joint
steuert eine Reihe synthetischer
Elastomere bei, die zur Abdich-
tung der Kabeldurchfiihrungs-
platten aus Metall fiir unter-
schiedliche Branchen dienen.
Die Murrplastik AG, eine Schwei-
zer-Niederlassung der Murrplas-
tik Systemtechnik GmbH aus
Deutschland, produziert im Ka-
beldurchfiihrungs- und Halte-
rungsbereich Kabeldurchfiih-
rungsplatten aus Metall, die mit

Elastomeren zur Abdichtung
kombiniert werden. Um den un-
terschiedlichsten Einsédtzen und
vielfach sehr scharfen Normen
gerecht zu werden, benétigte das
Unternehmen einen Elastomer-
Spezialist, der in der Lage ist, auf
die sehr individuellen Anforde-
rungen der diversen Absatzseg-
mente einzugehen. Mit der Tec-
Joint AG wurde ein Partner ge-
funden, der auf die Produktion
von Hightech-Folien und —Plat-
ten spezialisiert ist.

Bei der Auswahl der mégli-
chen Werkstoffe kann Murrplas-

Bild: KIT/IPF

freundlichkeit der Webseite wei-
ter verbessert, beispielsweise
mithilfe neuer Filterungsmog-
lichkeiten in bestimmten Pro-
duktbereichen. Gemeinsam mit
dem Auf- und Ausbau des neuen
Webshops gelangen Kunden so
noch schneller an genau das Pro-
dukt, das sie bendtigen.
Erreichbar ist der Chat werk-
tags zwischen 8.30 und 16.00
Uhr. Er steht auch in den USA,
Frankreich, China und Polen zur
Verfiigung. // KR

igus

gelreflexkamera sowie konventi-
oneller Beleuchtungstechnik
gearbeitet. An einem Arbeitstag
wurden rund 800 Bilder aus al-
len Perspektiven aufgenommen.

Am Computer werden be-
stimmte charakteristische Merk-
male der Sdule erkannt, in den
verschiedenen Bildern verkniipft
und die Informationen der zwei-
dimensionalen Bilder so verar-
beitet, dass ein fotorealistisches,
dreidimensionales Modell ent-
steht. // HEH

KIT Karlsruhe

tik bei Tec Joint auf das gesamte
Spektrum synthetischer Elasto-
mere zuriickgreifen. Entspre-
chend der Einsatzbedingungen
konnen dies beispielsweise
KTW/FDA-freigegebene EPDM-
Mischungen, Brandschutzquali-
tdten fiir den Eisenbahnbereich
oder FKM-Folien, die Normen
von Anlagenbauern und der Che-
mie entsprechen, oder auch Sili-
kone mit ihrer sehr guten Tempe-
raturbestdndigkeit fiir die Medi-
zintechnik sein. // KR

Murrplastik
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Mehr neue Produkte auf Lager
als jeder andere Distributor.

MOSFET 120V NChei Dusal Good PowesTranch MOS...
Mouser Part #: 612-FDMT001200C

M5 Paet 8: FOMTECO1Z0DC >
Lifecycle: Mew Product

#vaiabikty: 1: $5:37 | In Stock | 2323 Can Ship im.,

¥ 1-4 Senigs Li-lan ¥
Q Mcusar Part #; 585-BOAGZSORSMT-RT
Mir's Part 82 BOSOZSORSMT-R1

Litecyche: New Product
Awalabaiey: 1: $5.65 | In Stock | 2,163 Can Ship Im. .

Mafabity: 1: $34.11 | bn Stock | 104 Can Snip mm..

5 _-‘?_,,.!_ Blustooth / §02.15,1 Developmant Tools EFFI20G
Moesar Far 8; 634-SLWSTHSO204

Mic's Part #: SLWSTKBOZ0A

Litecycie: Hiw Product

Hvaitabity: 1: 529,99 | In Stock | 786 Can St bme.

Jetzt bestellen auf MOUSER

mouser.de ELECTRONICS.



BITKOM-PROGNOSE

Der Weltmarkt fiir Anwendun-
gen aus den Bereichen Artificial
Intelligence (Kiinstliche Intelli-
genz), Cognitive Computing und
Machine Learning steht vor dem
Durchbruch. Laut dem Bitkom-
Verband wird der globale Um-
satz mit Hardware, Software und
Services rund um Cognitive

ELEKTRONIKSPIEGEL

ning 2017 um 92 Prozent auf 4,3
Milliarden Euro wachsen. Bis
2020 wird sich der Umsatz auf
21,2 Milliarden Euro mehr als
verfiinffachen. Cognitive Com-
puting und Artificial Intelligence
erlauben selbstlernende IT-Sys-
teme, die in Echtzeit mit Men-
schen und anderen Computern

Computing und Machine Lear- kommunizieren. // FG

BRANCHENBAROMETER

) Weltwirtschaftsklima hellt sich auf

Das ifo-Weltwirtschaftsklima hat sich weiter verbessert.
Der Indikator stieg im ersten Quartal von -1,2 auf +2,6
Punkte. Die Experten beurteilten die aktuelle Lage nicht
mehr ganz so ungiinstig wie zuvor. Auch die Konjunk-
turerwartungen hellten sich etwas auf. Dies deutet auf
eine moderate Erholung der Weltwirtschaft.

Smartphone-Markt wichst leicht

Die GfK-Marktforscher rechnen fiir das laufende Jahr mit
einem moderaten weltweiten Wachstum im Smartpho-
ne-Markt. Demnach wird die Zahl der verkauften Gerdte
um fiinf Prozent auf 1,48 Milliarden Stiick steigen. 2016
waren 1,41 Milliarden Smartphones verkauft worden.

Pleitewelle fiir Zulieferer befiirchtet

Insolvenzrechtler befiirchten eine Pleitewelle fiir die
deutsche Auto-Zulieferindustrie, falls sich Elektroautos
durchsetzen. Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft
Insolvenzrecht im Deutschen Anwaltverein, Martin Pra-
ger, glaubt, dass iber 100.000 Jobs wegfallen konnten.

Plus fiir Sensorik und Messtechnik

Die Messtechnik- und Sensorikbranche hat sich im
dritten Quartal 2016 gut entwickelt. Im Vergleich zum
dritten Quartal 2015 erzielten die Mitglieder des Bran-
chenverbandes AMA fiinf Prozent mehr Umsatz. Fiir das
letzte Quartal wird ein Plus von zwei Prozent erwartet.
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BRANCHEN & MARKTE

VERNETZUNG
31 Prozent mehr Gerate im loT

Weltweit vernetzte Gerdte in Milliarden Einheiten

M Consumer

M Business
(brancheniibergreifend

Business
(branchenspezifisch

2016

2017
(geschatzt)

2018
(geschatzt)

Online: 2017 sind geschadtzt iiber acht Milliarden Gerdte mit dem Internet
verbunden. 2018 werden es liber elf Milliarden sein.

Laut einer Prognose des Marktforschungshauses Gartner werden im
Jahr 2017 weltweit 8,4 Milliarden vernetzte Dinge verwendet werden
— das entspricht einem Anstieg von 31 Prozent gegeniiber 2016. Im
Jahr 2020, so die Prognose, wird ihre Anzahl auf 20,4 Milliarden
vernetzte Dinge ansteigen. Die Gesamtausgaben werden sich im Jahr
2017 dabei auf fast 2 Billionen US-Dollar belaufen. // FG

AUFTRAGSEINGANGE

Guter Jahresschluss fiir E-Branche

Anderungen gegen Vorjahrin %

Gesamt

Inland

Ausland

20,3
Eurozone

Nicht-Eurozone

-2,2

M Dezember 2016
M Jan. - Dez. 2016

Starker Ausklang: Im Gesamtjahr 2016 lieflen die Auftragseingdnge
etwas nach. Der Dezember sorgte aber fiir ein verséhnliches Finale.

Die deutsche Elektroindustrie hat im Dezember 2016 wieder 2,7
Prozent mehr Bestellungen erhalten als im Jahr zuvor. Das meldet
der ZVEL. Die Auslandsbestellungen stiegen um 8,6 Prozent gegen-
iiber dem Vergleichsmonat, wahrend die Inlandsauftrage um 4,2
Prozent schrumpften. Im Gesamtjahr blieben die Bestellungen al-
lerdings um ein Prozent hinter dem Vorjahreswert zuriick. ~ // FG

Weitere Marktzahlen finden Sie unter:
www.elektronikpraxis.de/Marktzahlen
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Eine kurze Geschichte des geplanten Verschleif3es

Umstritten ist, ob Hersteller ge-
zielt die Lebensdauer von Pro-
dukten verkiirzen: diese Strate-
gien, werden unter dem Begriff
»geplante Obsoleszenz“ zusam-
mengefasst.

Die [im Artikel genannte] Ablo-
sung der Gliihlampe durch Ener-
giesparlampen und LEDs ist ein
ganz schlechtes Beispiel: Das hat
ja nichts mit geplanter Obsoles-
zenz zu tun; da geht es um Ener-
gieeinsparung und letztlich um
eine schnellere Abl6osung fiir ei-
ne veraltete Technik. Sowohl
Lebensdauer, Preis als auch
Lichtqualitat der Ersatzprodukte
sind bei Markenware inzwischen
so gut, dass es eigentlich keinen
Grund mehr gibt, der Glithlampe
nachzutrauern. Wenn allerdings
die LEDs in Designlampen fest
verbaut sind, die Elektronik min-
derwertig und bei Ausfall eine
Reparatur nicht moglich ist,
kann man durchaus von geplan-
ter Obsoleszenz sprechen.
(anonym)

Bei geplanter Lebensdauer ist
immer auch zu beriicksichtigen,
mit welcher Streuung diese er-
reicht wird: Sind die Prozesse
nicht stabil oder schitzt man das
Nutzerverhalten oder die Umge-
bungsbedingungen falsch ein,

16

kommt der vermeintliche Vorteil
sehr schnell als Bumerang zu-
riick in Form von Garantie/Ge-
wihrleistung/Reparaturkosten
auch zum Ende der {iiblichen
Nutzungsdauer. Hier als gutes
Beispiel die Handytastaturen der
letzten Nicht-Touch-Generatio-
nen, die kurz vor Ende der 24
Monate nagelneue Ersatzgerate
bedeutet haben. (anonym)

12 Tipps: So leben Ihre Produkte
langer

...da gibt's Hersteller von siind-
haft teuren Smartphones, da ist
die Konstruktion so unendlich
damlich-smart, daf3 der Wechsel
der irgendwann nachlassenden
Akkus nur noch im speziellen
Reparaturbetrieb vorgenommen
werden kann. Somit werden lo-
cker aus geringen Akku-Kosten
um 7 bis 8 Euro Reparaturkosten
multipliziert mit dem Faktor
zehn. Brave New World? NG, eine
technische Perversion. Wert-
schopfung und Produktivitats-
steigerung anders betrachtet:
beim Kunden einfach durch
sinnlose Konstruktionen Geld
abschopfen. (anonym)

[Das Priifunternehmen] HTV ist
auch keine Gewéahr: HTV kann
nicht behaupten, dass die Gerate

keine Bauteile oder Konstruktio-
nen von gewollter Obsoleszenz
enthalten. Man kann immer nur
erkldren, dass man nichts gefun-
den hat. So ist HTV schon ein
Netzteil mit USB-Stecker durch-
gerutscht, wobei man das Haupt-
gerit (mit USB-Buchse) laut Her-
steller nicht mit einem USB-Netz-
teil betreiben darf. Gesunden
Menschenverstand kénnen diese
Priifunternehmen nicht erset-
zen. Auch kénnen sie nicht be-
haupten, Gerdte seien fehlerfrei.
(anonym)

Wenn ich den Text unter ,,Achten
Sie auf Reparierbarkeit® lese,
erkenne ich die fehlende Kompe-
tenz des Schreibers. Bei einer
Nachttischlampe sollte man das
noch beantworten kénnen. Beim
Fon wird es schon schwieriger,
wenn Einwegschrauben das Ge-
hiduse zusammenhalten. Aber
was antwortet der Verkaufer auf
die Frage nach der Reparierbar-
keit bei einem smarten Fernse-
her? Daist quasi ein PC drin und
nach ein paar Jahren sind die
Controller nicht mehr auf dem
Markt. Aber da muss ja noch ein
Programm rein. Da sitzt der Her-
steller drauf. Also den 5 Jahre
alten TV nach Korea schicken?
Vergesst es, dank Innovationen

MUNITY

am Markt liegt der Restwert unter
den Transportkosten, auch wenn
der TV nur innerhalb Deutsch-
lands verschickt werden miisste.
(FERGEHOF)

Das sind die dreistesten Pro-
duktfilschungen des Jahres
Zitat: ,,Zunehmend handelt es
sich bei den Nachahmern um
ehemalige Produktions- oder
Vertriebspartner®“. Klar kann
man einfach nur draufhauen.
Aber zu einer ganzheitliche Stra-
tegie gehort die Vorbeugung sol-
cher Fille, das heif3t, ein fairer
Umgang mit den eigenen Ge-
schiftspartnern... (wurl)

Bleibt von Opel am Ende nur die
Hiille?

Die Aktion wird wie beim letzten
Mal, als GM wegen seiner Pleite
Opel verkaufen wollte/sollte, am
Patentstreit scheitern. Damit
Opel nach der Trennung von GM
weiter agieren kann, miissten fiir
samtliche Patente Lizenzen von
GM gekauft werden. Das kann
sich PSA unméglich leisten und
GM wire schon doof, sein ganzes
Know-how {iiber E-Mobilitidt an
PSA zu verkaufen. (anonym)

Die Redaktion behdilt sich vor,
Kommentare zu kiirzen.
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Em bedded Linux Application 4, Praxisforl'lm Elektrisch:a Antriebstechnik
. . 04. - 06. April 2017, VCC Wiirzburg
Securlty, Teil 2 www.praxisforum-antriebstechnik.de
Das Riickgrat des Internet of Things ist die Vernetzung der
Komponenten. Diese steigert aber auch zunehmend die 12. + 13. Embedded-Linux-Woche
Anforderungen an die Sicherheits-Konzepte der Applikatio- 08. - 12. Mai 2017, Wiirzburg
nen. Monolithische Software-Konponenten kénnen diese www.linux4embedded.de
hohen Anforderungen nur schwer erfiillen. Embedded Soft-
ware muss modularisiert werden, grundlegende Sicherheits- 8. PCB-Designer-Tag
Konzepte wie das “Principle of least privilege” miissen um- 09. Mai 2017, VCC Wiirzburg
gesetzt werden, 3rd-Party-Applikationen miissen im System www.pcbdesigner-tag.de
isoliert werden.
Linux stellt fiir diese Aufgaben Konzepte und Funktionen LED-Beleuchtung in der Praxis
zur Verfiigung, die in der Applikations-Entwicklung aufge- 11. Juni 2017, Stuttgart
griffen und integriert werden miissen. www.b2bseminare.de/1002
Die Teilnehmer lernen in diesem Webinar:
B warum Modularisierung und Speicherschutz die Grund- 15. Wiirzburger EMS-Tag
lage fiir Applikationssicherheit ist. 22.Juni 2017, VCC Wiirzburg
B die Handhabung der Basis-Konzepte Multi-User/Multi- www.ems-tag.de
Tasking.
B wie Privilegien an Applikations-Module deligiert werden. 11. Anwenderkongress Steckverbinder
B den Einsatz von Applikations-Containern zur Isolation. 26.-28.)uni 2017, VCC Wiirzburg
® weshalb eine Whitelist die bessere Alternative zur Anti- www.steckverbinderkongress.de
Virus-Software ist.
FPGA-Kongress 2017
11. - 13. Juli 2017, NH Miinchen-Dornbach
Weitere On-Demand Videos www.fpga-kongress.de
ESE Kongress 2016
Szenarien fiir Industrie 4.0 D E S I G N CO R N E R
Use Cases fiir das "Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0"
(RAMI) spielen in der Arbeit der Plattform Industrie 4.0 eine www.elektronikpraxis.de/design_corner
grof3e Rolle. Der Vortrag von Frau Dr. Irmhild Rogalla, Insti-
tut PI gibt einen Uberblick iiber die Diskussion der Use Ca- 16-Bit-DAC: Hochstleistung durch Taktoptimierung
ses auf der Plattform Industrie 4.0. www.elektronikpraxis.de/dn555/
RAMI 4.0 & IIRA - Referenzarchitekturen fiir loT PoL-Wandler bietet attraktive Programmiermaglichkeiten
RAMI 4.0 und IIRA sind Begriffe, die im Kontext mit Indust- www.elektronikpraxis.de/dn554
rie 4.0 auftauchen. Was diese bedeuten und was sie gemein-
sam oder nicht gemeinsam haben, erldutert Daniel Stock Keramikkondensatoren am Eingang von Schaltreglern
vom Fraunhofer Institut fiir Produktionstechnik und Auto- www.elektronikpraxis.de/adi548706

matisierung IPA.
Einen ,,griinen Linearregler* bestmoglich implementieren

www.elektronikpraxis.vogel.de/videos/ www.elektronikpraxis.de/adi566830

Partner und Veranstalter: Partner und Veranstalter:
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EMBEDDED COMPUTING // EMBEDDED STANDARDS
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Die Low-Power-Prozessoren Intel
Atom, Celeron und Pentium mit Code-
name Apollo Lake bietet congatec auf
sechs unterschiedlichen Formfakto-
ren an: auf Mini-ITX-Motherboards
und Pico-ITX-Singleboard-Computern
sowie COM Express Compact, COM

Express Mini, Qseven und — ganz neu
— auf SMARC-2.0-Computer-on-Modu-
len. Sie zeichnen sich im Vergleich zu
den Vorgadngern durch einen niedrige-
ren Energieverbrauch bei gleichzeitig
héherer Leistung und erheblich ver-
besserter Grafikfunktionalitdt aus.
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Vorteile und Einsatzmoglichkeiten
der Intel-Prozessoren Apollo Lake

congatec unterstiitzt die neuen Low-Power-CPUs Intel Atom, Celeron
und Pentium auf sechs unterschiedlichen Formfaktoren. Was macht die
Apollo-Lake-Prozessoren so attraktiv?

ie neuen Low-Power-Prozessoren von
D Intel bieten bei niedrigerem Energie-
verbrauch bedeutend mehr Perfor-
mance sowie eine stark verbesserte Grafik-
funktionalitat. Das ist die wesentliche Bot-
schaft der brandneuen Low-Power-Prozes-
soren Intel Atom, Celeron und Pentium, die
im Oktober 2016 gelauncht wurden.
Entwickler aus allen Méarkten der Embed-
ded-Computer-Technologie werden essenzi-
ellen Mehrwert in der verbesserten Perfor-
mance-pro-Watt bei einem Leistungsbedarf
von lediglich 6 bis 12 Watt finden. Dariiber
hinaus unterstiitzt die leistungsstarke Intel
Gen 9 Grafik-Engine neue Grafikfunktionen
fiir bis zu drei unabhangige 4k hochaufls-
sende Displays. Diese Leistungsklasse war
bislang Intels High-End-Prozessoren vorbe-
halten. Support fiir den erweiterten Tempe-
raturbereich von -40 °C bis u 85 °C sowie
umfangreiche Echtzeitfihigkeiten runden

* Zeljko Loncaric
... ist Marketing Engineer
bei congatec

Bilder: congatec

ZELJKO LONCARIC *

das Featureset ab. Diese Kombination aus
Performance, Preis und Embedded-Langzeit-
verfiigharkeit machen die neue Low-Power
Prozessorgeneration also hochst attraktiv.

Intels N4200-CPU bietet 30%
mehr Leistung als N3710

Das neue 14 nm BGA (Ball Grid Array) Pa-
ckage der neuen Low-Power Prozessoren hat
nun 1296 Pins; das sind 10% mehr im Ver-
gleich zu den 1170 Pins der Vorgénger. Kon-
sequenterweise haben die neuen Prozesso-
ren wegen dieser neuen Funktionen auch
einen 10% grof3eren Footprint. Konkret sind
das 31 mm x 24 mm oder 744 mm?2 gegeniiber
den Vorgdngerprozessoren mit 25 mm x 27
mm beziehungsweise 675 mmz. Der Intel Pen-
tium Prozessor N4200 bietet unter Windows
eine rund 30% hoéhere SYSmark 2014 Perfor-
mance gegeniiber dem dlteren Pentium Pro-
zessor N3710. Dank dieser signifikant gestei-
gerten Performance bieten Intels neueste
Pentium- und Celeron-Prozessoren eine
Embedded-Rechenleistung, die [oT-Plattfor-
men heute brauchen. Auch die Batterielauf-
zeit der neuen Intel-Celeron- oder Pentium-
Prozessoren verldngert sich im Vergleich zu
fritheren Modellen um rund 15%. Die aktuell
verfiigharen Angaben fiir Intels Atom-Pro-
zessoren lassen einen dhnlich hohen Vorteil
erwarten.

Verbesserungen bei der Memory Perfor-
mance werden durch die neue Unterstiitzung

von LPDDR4 RAMs mit bis zu 2400 MT/s er-
zielt. Im Vergleich zu LPDDR3 oder DDR3L
RAM, die beide mit 1867 MT/s arbeiten, be-
deutet dies eine Steigerung von rund 30%.
Die maximale Speicherbandbreite der neuen
Prozessoren wurde zudem von 25,6 GB/s auf
38,4 GB/s optimiert. Das ist eine Verbesse-
rung von 50% im Vergleich zu dem Vorgén-
germodell. Fiir maximale Flexibilitdt im
Memory Design unterstiitzt die Architektur
bis zu 16 GB SODIMM oder 8 GB gelGteten
RAM. Fiir DDR3L-RAM-Implementierungen
bietet die aktuelle Prozessorgeneration jetzt
auch Zweikanal-ECC (Error Correction Code)
und damit das entscheidende Feature fiir
Applikationen, die eine Single-Failure-Tole-
ranz verlangen. Im Gegensatz zu fritheren
Prozessorgenerationen erméglicht dieser
Support also auch Designs fiir kritische Echt-
zeit-Applikationen.

Verbesserte Grafik und Unter-
stiitzung von drei 4K-Displays

Die Intel-Gen-9-Grafik-Engine wurde ur-
spriinglich fiir hochperformante Intel-Core-
Prozessoren entwickelt und ist jetzt auch Teil
der neuen Low-Power Intel-Atom-, Celeron-
und Pentium-Prozessoren. Sie bieten nun bis
zu 18 Execution Units — vorher waren es
hdéchstens 16. Unterstiitzt wird zudem auch
die hardwarebasierte En- und Dekodierung
von 4K-Videos im H.264- und VP8-Format
sowie die Dekodierung von HEVC. Die Per-

Intels Apollo Lake auf sechs Formfaktoren (v.l.): Thin Mini-ITX conga-IA5, Pico-ITX conga-PA5, COM Express Compact conga-TCA5, COM Express Mini conga-MA5,

Qseven conga-QA5 und SMARC 2.0 conga-SA5

ELEKTRONIKPRAXIS Nr.5 8.3.2017

19



EMBEDDED COMPUTING

Erweiterter Temperaturbereich: Die neuen Intel-Atom-Prozessoren unterstiitzen Temperaturen von -40 °C bis
85 °C, was neue Boards und Module zu einer idealen Vielzweck-Plattform fiir Designs in unterschiedlichsten
Anwendungsbereichen macht.

formance der Apollo-Lake-Prozessoren soll
dreimal so hoch sein wie die der Intel-Atom-
Prozessoren fiir den erweiterten Temperatur-
bereich (Codename Bay Trail) entwickelt
wurden. Verglichen mit den Low-Power Pro-
zessoren, Codenamen Braswell, ist die Per-
formance gemaf3 3DMark Skydiver Graphics
Score Benchmark ungefdhr 45% hoher beim
Vergleich eines Intel-Pentium-Prozessors
N4200 mit dem Pentium-Prozessor N3710.
Der 4K-Support ist mittlerweile sogar in Low-
Power-Segmenten Standard. Intels neue
Atom-, Celeron- und Pentium-Prozessoren
unterstiitzen dafiir bis zu drei 4K-Displays
mit Auflésungen bis zu 4096 x 2160 Pixeln
bei 60 Hz. Friihere CPU-Generationen boten
eine Mischung aus niedrigerer Auflésung
und nur 1 x 4K Support bei 30 Hz. Zur Wie-
dergabe kopiergeschiitzter Videos bietet die
neue Prozessorgeneration HDCP-2.2-Ver- und
Entschliisselung von mehreren Streams.
Auch die Verarbeitungskapazitaten fiir
Kamerabilder haben sich durch Intels neue
Atom-, Celeron- und Pentium-Prozessor-
technologie signifikant verbessert. Die Auf-
nahmekapazitat fiir 13 MP Standbilder liegt
nun bei 30 statt der geringen 2,5 Frames pro
Sekunde (FPS). Die Videoaufnahmen werden
nun in 4K 2K bei 30 FPS durchgefiihrt — im
Vergleich dazu waren es 1080 bei 60 FPS in
fritheren Prozessoren. Und HDR Videos (High
Dynamic Range) meistern nun bis zu 1080p
bei 30 FPS, was eine bemerkenswerte Ver-
besserung gegeniiber friitheren Generationen

darstellt. Zudem werden nun bis zu vier statt
drei MIPI-Kameras unterstiitzt. Eine Verar-
beitungsleistung von bis zu 165 GFLOPS und
vier Vektoreinheiten (anstelle von zwei) he-
ben die Bildverarbeitungsfahigkeiten auf ein
Leistungsniveau, das intelligente Kamera-
technologien noch besser unterstiitzt.

Mehr Schnittstellen, etwa fiir
loT-Gerdte und Speichermedien

Intels neue Atom-, Celeron- und Pentium-
Prozessoren unterstiitzen insgesamt 6 PCle
Lanes und bieten somit 4 x PCle 2.0 im Ver-
gleich zu den 3 x PCle, die von den Vorgan-
germodellen bereitgestellt wurden. Damit
erweitern sich die Optionen fiir funktionsrei-
che IoT Devices, die verschiedene Wireless-
Schnittstellenstandards erfiillen miissen, da
diese iiblicherweise iiber PCle-Lanes an die
Prozessoren angebunden werden.

Ebenfalls neu ist die eMMC-5.0-Unterstiit-
zung; im Vergleich zum eMMC 4.0 Interface
verdoppelt sich dadurch die Lesegeschwin-
digkeit auf bis zu 3,2 Gbit/s. Applikationen
profitieren dadurch von schnelleren Bootzei-
ten und einem héheren Datendurchsatz. Zu
den neuen Funktionen zdahlen auch der Sup-
port von 4 x HSUART und 3 x SPIL. Das vom
Prozessor unterstiitzte I/0- und Storage-
Featureset wird mit zwei SATA 3, 5x USB 3.0
und 2 x USB 2.0 plus einem Client-fahigen
USB 3.0 (USB Typ C mit Stromversorgung)
abgerundet. Dariiber hinaus sorgen der ver-
besserte Integrated Sensor Hub (ISH 4) und

,Um zwischen Qseven und SMARC 2.0 zu wdhlen, miissen
Entwickler nur entscheiden, ob ihr System tief eingebettet
oder reichhaltige Grafik- und 1/O-Features bieten soll.“

Zeljko Loncaric, congatec
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der integrierte Dual Audio DSP mit bis zu
sechs I2S Ports fiir ein verbessertes Klanger-
lebnis fiir die Nutzer.

Fiir Windows 10, Linux, VxWorks
und Android Marshmallow

Die neuen Intel-Atom-, Celeron- und Pen-
tium-Prozessoren unterstiitzen Windows 10,
Windows 10 IoT sowie Linux (inklusive Yoc-
to), VxWorks und Android (Marshmallow).
Windows 7 und 8 werden nicht mehr unter-
stiitzt und sind damit obsolet. Einige Appli-
kationen werden moglicherweise eine An-
passung an das neue Windows-Betriebssys-
tem bendétigen. Dies ist jedoch auch ein
wichtiger Schritt nach vorne, denn nur so
kann man auch von den Vorteilen des neuen
Betriebssystems profitieren. Windows 10 [oT
bietet zum Beispiel eine Reihe von Sicher-
heitstechnologien wie Secure Boot, BitLo-
cker, Device Guard und Credential Guard, die
allesamt dazu dienen, dass die Gerdte um-
fassend vom Einschalten bis zum Ausschal-
ten geschiitzt sind. Windows 10 IoT l&sst sich
zudem flexibel auf die jeweils spezifische
Gerdteumgebung anpassen, sodass nur die
Funktionen bereitzustellen sind, die benétigt
werden - egal, ob nur eine App gestartet wer-
den darf oder ob der Zugriff auf unautorisier-
te USB-Peripherie gesperrt werden soll.

Zusdtzlich kann die sonst obligatorische
Windows-Aktivierung jetzt auch abgeschal-
tet werden, um das Booten auch in geschlos-
senen Netzwerkumgebungen zu ermogli-
chen. Zudem profitieren Kunden von einer
integrierten Interoperabilitét eines einheit-
lichen Betriebssystems fiir die IoT-typischen
heterogenen Device-Umgebungen. Genutzt
werden hier neben Embedded Devices auch
Smartphones, PCs und Laptops sowie Edge-,
Fog- und Cloud-Server. Das erleichtert die
Entwicklung universell einsetzbarer Apps,
die Integration von Sicherheitsfunktionen
und das Management der IoT-Applikationen.

Intels neue Atom-, Celeron- und Pentium-
Prozessoren unterstiitzen zudem das Preci-
sion-Time-Management, bei dem der Prozes-
sor die CPU mit den I/Os synchronisiert, um
1/0s deterministisch ansprechen zu kénnen.
Genutzt wird hierfiir ein Core Time Stamp
Counter sowie eine PCle-Clock-Synchronisa-
tion, die auch Cache-Kollisionen verhindert.
Die Virtual-Channel- (Intel VT) Funktionali-
tét ist fiir die gesamte CPU enthalten und
beinhaltet u.a. einen Memory Arbiter QoS
zwischen CPU und Virtual Channel.

Wieder da: SKUs fiir den erwei-
terten Temperaturbereich

Weil Intel den Support des erweiterten
Temperaturbereichs bei der vorherigen Ge-
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neration der Intel-Atom-Prozessoren (Code-
name Braswell) aussetzte, mussten Entwick-
ler bei der Evolution von Bay Trail zu Apollo
Lake auf diese Funktionalitdt warten. Intels
neue Atom-Prozessoren unterstiitzen nun
jedoch wieder raue Umgebungen mit Umge-
bungstemperaturen von -40 °C bis 85 °C, was
diese neue Prozessorgeneration zu einer ide-
alen Vielzweck-Plattform fiir Designs in un-
terschiedlichsten Anwendungsbereichen
macht. Die neuen Intel-Celeron- und Penti-
um-Prozessoren sind fiir den Einsatz von
0 °C bis 70 °C entwickelt.

Entsprechend den Anforderungen in den
unterschiedlichen Embedded-Markten bie-
ten auch diese Prozessorfamilien wieder eine
Langzeitverfiigharkeit von sieben Jahren. Die
Anwendungsbereiche von Intels Atom-, Ce-
leron- und Pentium-Prozessoren reichen von
Headless IoT Gateways und industriellen
Steuerungen bis hin zu Multi-Display Digital-
Signage-Systemen sowie HMIs und GUIs fiir
alle Low-Power-Bereiche des x86 Embedded
Computings. Robuste mobile Handheld-
Devices sowie In-Vehicle und Outdoor Syste-
me werden ebenfalls umfassend unterstiitzt.
Weitere Anwendungsbereiche finden sich in
allen intelligenten Applikationen wie Smart
Cities und Gebduden, im Smart Metering, in
Connected Homes oder auch intelligenten
Kameras, fiir die es heute vielfaltigste An-
wendungsbereiche gibt.

Welcher Formfaktor fiir Ihre
Applikation am besten passt

Das breite Spektrum der méglichen Appli-
kationen erfordert eine entsprechende Band-
breite an dedizierten OEM-System-Designs.
Der Embedded-Computer-Hersteller conga-
tec hat es sich deshalb als wichtigstes Leis-
tungsversprechen zur Aufgabe gemacht,
Entwicklern die Verwendung der neuen In-
tel-Atom-, Celeron- und Pentium-Prozessor-
technologie moglichst einfach zu machen.
Hierfiir unterstiitzt der Hersteller jeden Be-
darfhinsichtlich Board- und Systemdesigns.
Angefangen bei sechs verschiedenen Stan-
dard-Formfaktoren fiir Boards und Module
bis hin zu Original Design and Manufactu-
ring (ODM) Services fiir Board- und OEM-
System-Designs.

Mit den Intel Atom, Celeron und Pentium
prozessorbasierten Mini-ITX- und Pico-ITX-
Boards von congatec stehen Entwicklern
eine Reihe attraktiver Optionen fiir langzeit-
verfiighare und durchgingig industrietaug-
liche Motherboards und Single-Board-Com-
puter zur Verfiigung, die ideal in jedes Stan-
dard-Systemdesign passen, die kein dedizier-
tes Boarddesign fiir ein kundenspezifisches
Feature Set erfordern.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr.5 8.3.2017
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Diese Motherboards und Single-Board-
Computer sind applikationsfertig und direkt
einsetzbar. Und sollten Entwickler Schwie-
rigkeiten bei der Integration ihrer Applikati-
on haben, steht der persénliche Support von
congatec zur Unterstiitzung bereit. Entwick-
ler von IoT-Applikationen profitieren zudem
von dem integrierten SIM-Karten-Sockel auf
congatecs Mini ITX Motherboards. Das redu-
ziert die Komplexitat der Einrichtung einer
Remote-Verbindung zum Board {iber Mobil-
funk erheblich. Der Pico-ITX-SBC bietet auf
einem sehr kleinen Footprint eine ausge-
zeichnete Flexibilitdt mit einer Vielzahl von
Interfaces.

Fiir Applikationen, die ein dediziertes Car-
rierboard fiir kundenspezifische Interfaces
benétigen, konnen Entwickler ihr bevorzug-
tes Modul aus congatecs umfangreichem
Portfolio an COM-Express-, Qseven- und —
das ist neu - SMARC-2.0-Computer-on-Mo-
dulen auswahlen. Optional bietet congatec
auch dedizierte Carrierboard-Designs fiir
diese Module an. Das Unternehmen ist dabei
offen fiir jede Art von Design-Zusammenar-
beit; und Entwicklern steht es vollig frei zu
entscheiden, ob das Carrierboard-Design zur
OEM-Kernkompetenz gehort oder ob die ei-
genen Ressourcen durch ein Outsourcing
besser genutzt werden kénnen.

Welcher Computer-on-Module-Formfaktor
ist jedoch der richtige fiir das spezifische
OEM-Design? COM-Express-Compact- und
Mini-Module sind fiir Designs gedacht, die
nicht nur einen geringen Stromverbrauch
sondern auch ein zusitzliches leistungsstar-
keres Intel Core Prozessor Design erfordern.
Um zwischen SMARC 2.0 und Qseven zu wih-
len, miissen Entwickler nur entscheiden, ob
ihr System tief eingebettet (ideal fiir Qseven)
oder reichhaltige Grafik- und I/O-Features
bieten soll (optimal fiir SMARC 2.0).

WiFi, Bluetooth LE und NFC auf
einem Modul

Anzumerken ist noch die interessante Tat-
sache, dass der kreditkartengrofle SMARC
2.0 als Option Wireless-Schnittstellen unter-
stiitzt und auf diese Weise einen handfesten
Design-Mehrwert schafft. Das erste congatec-
Modul auf Basis des Intel-Pentium-Prozes-
sors beinhaltet WiFi, Bluetooth LE und NFC-
Interface-Optionen, die direkt auf dem Mo-
dul implementiert sind. Das erleichtert die
Entwicklung von Applikationen, in denen
dezentrale drahtlose Sensoren, Aktoren und
andere Devices ein lokales IoT-Gateway mit
entsprechendem Wireless-Support benoti-
gen. // MK

congatec
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Bild 1: Friihzeitiger Test einzelner
Schaltungsteile durch MATLAB-basierte
Prototypen

FPGA-Prototypen in MATLAB
entwickeln - Teil 2

Im ersten Teil der vorliegenden Artikelreihe ging es um Simulation und
leichte Zugdnglichkeit der FPGA-Entwicklung. Der zweite Teil befasst
sich mit den Moglichkeiten, die MATLAB zu Testing & Debugging bietet.

m den ersten Teil dieses Artikels zu-
l | sammenzufassen: MATLAB-basierte
Prototypen fiir FPGA-Systeme lassen
sich iiber Funktionen direkt aus MATLAB-
Skripts heraus ansprechen und sind so auch
fiir Applikationsspezialisten leicht zugang-
lich, die iiber kein FPGA-Know-how verfii-
gen. Dariiber hinaus kdnnen alle Funktiona-
litdten von MATLAB genutzt werden, um
Parameter und Koeffizienten zu berechnen
sowie die aufgezeichneten Daten auszuwer-
ten. Um die Schnittstelle zwischen MATLAB
und FPGA zu realisieren, empfiehlt es sich,
bestehende Losungen wie etwa FPGA-Mana-
ger von Enclustra oder Simulink Real-Time
von MathWorks zu nutzen, da dadurch der
Zusatzaufwand fiir einen MATLAB-basierten
Prototyp minimal gehalten werden kann.
MATLAB-basierte Prototypen konnen aber
nicht nur genutzt werden, um das FPGA-
System zu analysieren und Parameter zu
optimieren. Vielmehr helfen sie dabei, Ent-
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wicklungs-, Debugging- und Qualitétssiche-
rungs-Prozesse effizienter zu gestalten und
den Applikationsspezialisten ohne Umweg
iiber einen FPGA-Implementationsspezialis-
ten in diese Prozesse einzubeziehen.

Friihzeitige Tests von einzelnen
Schaltungsteilen

Problematisch ist bei vielen FPGA-Syste-
men, dass kaum sinnvolle Daten aufgezeich-
net werden kénnen, bevor das Gesamtsystem
fertig entwickelt ist. Selbst wenn diese M6g-
lichkeit besteht, entpuppt sich die Aufzeich-
nung und Auswertung der Daten oft als rela-
tiv aufwandig und unhandlich. Ein Testlauf
umfasst normalerweise das Berechnen neu-
er Parameter in MATLAB, das Exportieren
der Parameter in eine Test-Applikation, die
mit dem FPGA kommuniziert (iiblicherweise
werden hierzu Text-Files benutzt), das Im-
portieren der aufgezeichneten Daten in
MATLAB (auch hier oft iiber Text-Files) und

letztendlich die Analyse. Dieser Vorgang ist
nicht nur zeitaufwandig, sondern auch feh-
leranfallig, da Text-Files nur allzu leicht ver-
tauscht werden konnen.

Ein MATLAB basierter Prototyp erlaubt es
dagegen, einzelne Schaltungsteile nach und
nach auf dem FPGA in Betrieb zu nehmen
und die noch nichtimplementierten Teile der
Verarbeitung direktin MATLAB auszufiihren.
Dadurch lassen sich Auswirkungen von im-
plementationsbedingten Anderungen (z.B.
Quantisierung) auf das Gesamtsystem ein-
fach und schnell analysieren und auftreten-
de Probleme konnen friihzeitig erkannt und
behoben werden. Dadurch reduziert sich das
Risiko fiir eine lange und aufwéandige Feh-
lersuche am Ende des Projektes.

Da der Prototyp direkt aus MATLAB ange-
sprochen wird, kénnen auch alle Parameter
wie beispielsweise Filter-Koeffizienten ein-
fach in MATLAB berechnet werden. Die so
eingesparte Zeit kann fiir mehr Testldufe und
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damit eine bessere Testabdeckung verwen-
det werden.

Eingrenzung von Fehlerquellen
& schnelle Regression-Tests

Gerade in der MATLAB-lastigen Doméne
der Signalverarbeitung sind Fehler nicht im-
mer einfach erkennbar. Der Implementati-
onsspezialist kann zwar Daten an diversen
Stellen innerhalb des FPGAs aufzeichnen,
aber ob diese korrekt sind oder in einem be-
stimmten Frequenzbereich zu viel Rauschen
aufweisen, ist fiir ihn ohne Hilfe des zustin-
digen Applikationsspezialisten nicht erkenn-
bar. Der Applikationsspezialist hingegen
kann {iblicherweise kaum selbstdndig direkt
auf interne Signale zugreifen.

FPGA-basierte Prototypen erlauben es dem
Applikationsspezialisten hingegen, mit mi-
nimalem Zusatzaufwand Zugriff auf diverse
interne Signale zu geben. So kann er die Feh-
lerquelle relativ schnell eingrenzen. Als sehr
angenehm erweist sich dabei der direkte
Zugriff auf die umfassenden Analysefunkti-
onen von MATLAB, da diese dabei helfen
konnen zu entscheiden, ob ein Signal sich
wie erwartet verhdlt. Der FPGA-Spezialist
wird zur exakten Lokalisierung und Behe-
bung des Fehlers zwar nach wie vor benétigt,
allerdings nur noch fiir einen sehr kleinen
und klar eingegrenzten Teil der Schaltung.

Bei der Entwicklung von Embedded Soft-
ware werden Unit Tests gewohnlich auf
Desktop-PCs ausgefiihrt, da diese iiber mehr
Rechenleistung verfiigen. So laufen die Tests
normalerweise sogar schneller ab als die re-
ale Implementation auf dem Zielprozessor.
Im Gegensatz dazu laufen Simulationen von
FPGA-Designs um ein vielfaches langsamer
ab als die reale Implementation. Die Simu-
lation von einigen Millisekunden kann unter
Umstdanden Stunden in Anspruch nehmen,
was etwa die sinnvolle Ausfiihrung von Test-
Suiten vor jedem Release unméglich macht.
Auch hier kénnen MATLAB-basierte Proto-

HAMMOND
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Bild 2: Eingrenzung von Fehler-
quellen durch den Applikations-
spezialisten mit MATLAB-basierten
Prototypen.
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Bild 3: Regression-Test-Setup fiir

MATLAB-basierte Prototypen.

typen Abhilfe schaffen: In MATLAB erzeugte
und schon wahrend des Algorithmus-De-
signs verwendete Daten konnen einfach an
das FPGA iibertragen und die Resultate auf-
gezeichnet werden. Die aufgezeichneten
Daten konnen dann mit den Resultaten der
MATLAB-Simulation verglichen werden um
zu liberpriifen, ob die Performance im erwar-
teten Bereich liegt.

Dass die tatsdchliche Implementation des
Algorithmus anstelle einer Simulation ver-
wendet wird, fiihrt neben den Vorteilen in
Bezug auf die Geschwindigkeit auch dazu,
dass mogliche Synthese-Fehler oder andere
in der Simulation nicht abgebildete Effekte
ebenfalls mitgetestet werden.

Die in diesem Artikel beschriebenen Bei-
spiele zeigen deutlich, dass MATLAB-basier-
te Prototypen nicht nur die einfache Analyse
eines kompletten FPGA-Designs ermogli-
chen, sondern auch dabei helfen, Applikati-
onsspezialisten frither und direkter in den
Entwicklungsprozess einzubeziehen. Das
Risiko fiir Fehler, die lange Zeit unentdeckt
bleiben und dadurch am Ende des Projektes
hohe Kosten verursachen, kann so drastisch
reduziert werden und die Erfahrung zeigt,
dass die standige Mitarbeit der Applikations-
spezialisten auch zu qualitativ besseren End-
ergebnissen fiihrt. /| SG

Enclustra
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USB 3.1 - eine Multifunktions-

Schnittstelle

Je héher die Datenraten, desto kiirzer das Kabel. Dies gilt auch fiir USB
3.1. Laut USB-Spec betrdgt die Ldnge drei Meter. Dieser Beitrag verriit,
wie sich ldngere Distanzen bei hohen Datenraten erreichen lassen.

RUDOLF SOSNOWSKY *
Computer HD TV/Monitor |
(sink)
. DisplayPortand .
USB 3-2-1 up to 100m CAT 6a
Local Extender Remote Extender

Bild 1: Typisches System mit USB-Extender

it der Einfiihrung von USB 3.0 hat
Mdas USB Implementer's Forum ei-

nen Schnitt in der Entwicklungsge-
schichte von USB vorgenommen. Um mehr
als das 10-fache wurde die Bandbreite erh6ht
und das Nadelohr der bidirektionalen Kom-
munikation beseitigt. Trotzdem ldsst sich die
Physik nicht {iberlisten, und die maximale
Leitungsldnge ging zuriick. Wie man den-
noch ldngere Distanzen bei hoher Datenrate
iiberwindet und gleichzeitig weitere Signale
iibertragt, zeigt dieser Artikel.

Je hoher die Datenraten, desto kiirzer das
Kabel. Diese alte Regel gilt auch fiir die letz-
te Generation von USB. War die maximale
Distanz bei den Versionen bis 2.0 noch im
Wesentlichen von der Signallaufzeit be-
stimmt — USB setzt eine maximale Antwort-
zeit des Devices voraus, ist sie bei USB 3.1 von
der Ddmpfung des Signals bestimmt. Laut
USB-Spec liegt sie bei drei Metern. Durch die
Limitierung auf eine Distanz von drei Metern

* Rudolf Sosnowsky

... ist Leiter Marketing und Applikation
bei HY-LINE Computer Components
Vertriebs GmbH in Unterhaching
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zwischen Host und USB Device ist der Einsatz
in professionellen Applikationen, bei denen
nicht nur der PC unter dem Biirotisch mit der
Festplatte oder der Webcam auf der Schreib-
tischplatte verbunden werden miissen, zu
stark eingeschrdankt. Der USB-Spezialist
Icron hat sich dieses Problems angenommen
und eine patentierte, ,,ExtremeUSB“ genann-
te Losung entwickelt. Sie hebt das Limit auf,
indem sie dafiir sorgt, dass die zeitkritische,
durch das USB-Protokoll vorgegebene Kom-
munikation lokal abgewickelt wird, und die
Kommunikation iiber die Distanz davon ent-
koppeltist. Dabei wird ein so genannter ,,Lo-
cal Extender” (LEX) mit dem USB-Port des
Host-Rechners verbunden. Das USB-Kabel
muss daher nur die kurze Distanz zwischen
diesen beiden iiberbriicken. Ebenso iiber-
nimmt auf der Device-Seite ein ,,Remote Ex-
tender” (REX) die USB-Kommunikation mit
einem oder mehreren Devices. Die Verbin-
dung zwischen LEX und REX ist mit einem
beliebigen Ubertragungsmedium durchfiihr-
bar, gangig ist aber ein CATx-Kabel oder Glas-
faser (Bild 1).

Das ExtremeUSB-Verfahren ist fiir das Be-
triebssystem vollig transparent. Damit ist fiir
den Extender kein Software-Treiber erforder-

lich, lediglich fiir das angeschlossene USB-
Gerit. Kompatibilitdtsprobleme, die auf ei-
ner Unvertraglichkeit eines Treibers beru-
hen, lassen sich so ausschlief3en. Nachtrag-
liche Erweiterungender Ubertragungsdistanz
konnen ohne Softwareupdate durchgefiihrt
werden, was insbesondere bei geschlosse-
nen Systemen ein grof3er Vorteil ist.

Die Unterschiede zwischen
USB 3, USB 2 und USB 1

Im folgenden soll der Begriff USB 3.1 sy-
nonym fiir alle Schnittstellen der dritten
Generation stehen (siehe Infokasten), und
auch USB 2.0, USB 1.1 und USB 1.0 einschlie-
Ben. Mit der Einfiihrung von USB 3.1 wurde
nicht nur die Datenrate erh6ht, sondern die
Schnittstelle elektrisch neu definiert. Die fiir
den Anwender sichtbare Anderung liegt in
dem neuen Stecker. Der Typ A, der in PCs
verbaut ist, ist duflerlich unverdndert, hat
aber weitere Kontakte. Der physikalische
USB-Kanal unterscheidet zwischen 2.0 einer-
seits und 3.1 andererseits. USB 2.0 verwendet
vier Leitungen, namlich eine Versorgungs-
leitung mit 5V, GND als Referenz dazu und
zwei differentiell angesteuerte Datenleitun-
gen D+ und D-. Die Kommunikation findet

ELEKTRONIKPRAXIS Nr.5 8.3.2017

Bilder: HY-LINE Computer Components



EMBEDDED COMPUTING

1

Bild 2: USB-2.0- und 3.0-Kandle im Vergleich

iiber die beiden Datenleitungen statt und
kann immer nur abwechselnd in der einen
oder in der anderen Richtung erfolgen. Dies
limitiert die maximal nutzbare Ubertra-
gungsbandbreite. USB 3.1 vermeidet diese
Beschrinkung, indem es fiir beide Ubertra-
gungsrichtungen separate differentielle Ka-
nile verwendet. Bild 2 zeigt die Unterschie-
de, wobei SS fiir die neue Geschwindigkeit
»Super Speed” steht. Die weitaus héhere
Bandbreite ldsst Raum fiir viele gleichzeitig
angeschlossene Peripheriegerite.

Die hohe Bandbreite der USB-3.1-Schnitt-
stelle ermdglicht es, aufler den Signalen des
Universellen Seriellen Busses (USB) noch
weitere Signale zu iibertragen. Der USB Type-
C,,Alt Mode “mit DisplayPort ist ein Beispiel
dafiir. Icron als Spezialist fiir USB-Extender
bis 100 m iiber CATx-Kabel nutzt den USB-
Kanal, um neben seiner eigentlichen Bestim-
mung fiir 5 Gbps SuperSpeed USB noch 4k-
(UHD) Videosignale mit DisplayPort-Proto-
koll, serielle RS-232-Signale, Audiokanéle
und Gigabit-Ethernet jeweils nativ, also nicht
als USB-Paket, zu iibertragen. Bemerkens-
wert ist, dass fiir alle Kanile die volle Band-
breite zur Verfiigung steht, also keine Ein-
schrankungen wie bei anderen Kombinati-
onslosungen entstehen. Anders als andere
bietet dieser Ansatz auflerdem die volle Ab-
wartskompatibilitdt zu USB 1.1 und 2.0. CATx-
Kabel, die die Verbindung zwischen LEX und
REX herstellen, sind in vielen Ausfiihrungen

EMBEDDED STANDARDS

verfiighar, so dass bei gleicher elektrischer
Spezifikation z.B. Kabel mit 61bestdandigem
Mantel oder besonders robuster mechani-
scher Ausfiihrung fiir den Betrieb in Schlepp-
ketten verwendet werden konnen.

Icron USB-Extender-Plattform
Maverick

Die Maverick-Plattform verwendet die pa-
tentierte ExtremeUSB-Technologie, um USB-
Signale iiber grofe Distanzen zur iibertra-
gen. Die Herausforderungen liegen in der
Verarbeitung der hochfrequenten Signale
und der gleichzeitigen Implementierung der
USB-2.0- und USB-3.1-Interfaces.

Der Extender nutzt die volle Bandbreite
von 10 GBit/s (Gbps), die der PHY der Ether-
net-Schnittstelle bietet, aus. 5 GBps davon
werden fiir die USB-3.1-SuperSpeed-Ubertra-
gung verwendet, die restlichen 5 Gbps stehen
fiir andere Zwecke zur Verfiigung. Was liegt
ndher, die hohe Bandbreite zu nutzen, um
gleichzeitig ein Videosignal zu iibertragen?
Ebenso wie USB 3.1 kénnen Videosignale
hoher Bandbreite nur iiber kurze Distanzen
iibertragen werden. Maverick setzt eine ahn-
liche Technologie wie USB Type C im Alt-
Mode ein: Auf der Host-Seite werden Signale
separat eingespeist, elektrisch gemultiplext,
iiber den gemeinsamen Kanal iibertragen
und auf der Device-Seite wieder aufgetrennt.

Maverick verldngert DisplayPort-1.2a-Si-
gnale mit bis zu 4k-Aufl6sung bei 60 Hz ohne
Chroma-Subsampling. Das Audio-Signal ist
bereits im DisplayPort integriert. Damit das
Grafiksignal, das bei der genannten Aufl6-
sung eine hohere Bandbreite als die zur Ver-
fiigung stehende bendtigt, {ibertragen wer-
den kann, wird es nach dem von der TICO
Alliance ins Leben gerufenen Algorithmus
visuell nicht sichtbar komprimiert. Untersu-
chungen zeigen, dass dieser Standard selbst
den strengen Anforderungen der Medizin-
technik gentigt.

Das USB-Interface ist zu USB 3.1 Gen. 1
(5 Gpbs) und den Vorgingerversionen

lokal

LEX

| Maverick |

PC
usB

| I Extender

abgesetzt

REX
Maverick Touch-Monitor
mit USB-Hub
UsB
Extender

weitere USB 3.1 Poris

Gigabit Ethernet
-+ RS-232

Bild 3: Typische Situation mit abgesetztem HMI
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Bild 4: Die Leiterplatte des Remote Extenders

USB 1.1 und 2.0 kompatibel. Uber ein CAT-
Kabel lassen sich Distanzen von 100 m {iber-
briicken, mit Glasfaser sind es 200 m. Neben
den bereits erwdhnten Schnittstellen steht
ein 1-GBit-Ethernet-Kanal mit Abwartskom-
patibilitdat zu 100 MBit zur Verfiigung sowie
RS-232 mit bis zu 115 k Baud.

Bild 4 zeigt den Schaltungsaufwand, der
fiir die vollstandige Implementierung inklu-
sive 4-fach USB-Hubs notig ist. In der Mitte
der Leiterplatte sitzt der Maverick-Chip,
rechts mit Kiihlkorper der USB-PHY.

Die von Icron entwickelte Technologie ist
in einem Extender-Produkt, bestehend aus
LEX und REX, integriert. Auf der Device-
Seite steht USB mit 4 Ports zur Verfiigung, die
gleichberechtigt und alle USB-3-2-1-fihig
sind. Varianten mit und ohne paralleler Vi-
deoiibertragung existieren. Da Icron exten-
sive Tests mit allen verfiigharen USB-Devices
im Labor durchfiihrt, ist diese Extenderlo-
sung universell einsetzbar. Der Aufwand,
USB 2.0 und 3.1 parallel zu implementieren,
rechtfertigt sich, in dem alle USB-Device-
Typen und Hubs bedingungslos unterstiitzt
werden.

EMBEDDED STANDARDS

Die hier vorgestellte Losung passt iiberall
dort, wo USB- und Video-Signale hoher
Bandbreite gleichzeitig {iber eine Distanz von
bis zu 200 m iibertragen werden miissen,
und eine zuverldssige Funktion ohne sepa-
rate Einstellungen oder Installation von
Software-Treibern gefragt ist.

Dazu zdhlen insbesondere bildgebende
Verfahren in der Medizintechnik, interaktive
Digital Signage vom Whiteboard bis hin zum
Lageplan im Einkaufszentrum, die Videopro-
duktion und abgesetzte HMI-Lésungen im
industriellen Bereich. Der Rechner kann da-
bei im sicheren und klimatisierten Rechen-
zentrum verbleiben, und nur der Monitor mit
Touchscreen sind exponiert.

Fazit und Ausblick auf
zukiinftige Entwicklungen

Die Entwicklung bleibt nicht stehen. Zu-
kiinftige Produkte werden weitere Merkmale
integrieren, die die USB-Extender noch viel-
seitiger einsetzbar machen. Beispielsweise
sei Device Class Filtering erwdhnt: Extre-
meUSB kann iiber diese Funktion bestimmte
Device-Typen zulassen oder aber die Kom-
munikation mit ihnen verhindern, etwa iiber
USB angebundene Speichermedien, Kame-
ras oder Eingabegerdte wie Tastatur und
Maus.

Mit Device Class Filtering pradestiniert
sich ExtremeUSB fiir den Einsatz in sensiblen
Bereichen, in denen Daten vertraulich und
innerhalb des Systems verbleiben sollen.
Ebenso wird eine Version zur Verfiigung ste-
hen, die die bestehende 10-G-Ethernet-Ver-
kabelung mit nutzen kann und USB-Daten
als IP-Paket tibertragt. // MK

HY-LINE Computer Components

BEZEICHNUNG NEUE BEZEICHNUNG DATENRATE GESCHWINDIGKEITSKLASSE

USB 1.1 1,5 MBit/s Low Speed
UsB 1.1 12 MBit/s Full Speed
USB 2.0 480 MBit/s High Speed
USB 3.0 USB 3.1 Gen 1 5 GBit/s SuperSpeed
uUsB 3.1 USB 3.1 Gen 2 10 GBit/s SuperSpedd

Infobox: USB 1, 2 oder 3

Die Nomenklatur bei USB ist doppelt:
es sind sowohl Revisionen, Generatio-
nen als auch Geschwindigkeitsklassen
benannt. Die Verwirrung wird bei der
letzten Version 3.x komplett: Durch Um-
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benennung bezeichnen zwei Varianten
dasselbe. Die obige Tabelle zeigt die Un-
terschiede. Jede hohere Klasse schliefit
nach USB-Standard die tieferen mit ein
(Abwartskompatibilitat).
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Curiosity-Entwicklungskit PIC24F

Das Curiosity-PIC24F-Entwick-
lungsboard von Microchip (Ver-
trieb: Digi-Key) bildet eine kos-
tengilinstige, voll integrierte
16-Bit-Entwicklungsplattform
fiir all diejenigen, die ein funkti-
onsreiches Board zur schnellen
Prototyp-Erstellung suchen. Von
Grund auf entwickelt, um von
der MPLAB-X-IDE und der Cloud-
basierten MPLAB-Xpress-IDE zu
profitieren, bietet das Board ei-
nen integrierten Programmierer/
Debugger und benotigt keine
zusatzliche Hardware und ist
damit ein idealer Ausgangs-
punkt fiir die Entdeckung der
16-Bit-MCUs PIC24F. Das Curiosi-
ty-PIC24F-Entwicklungsboard ist
die ideale Plattform, um die Leis-
tungsfahigkeit des modernen
16-Bit-PIC24F-Mikrocontrollers
auszunutzen. Sein Layout und

die externen Anschliisse ermog-
lichen einen einzigartigen Zu-
griff auf die kernunabhédngigen
Peripheriekomponenten (CIPs).
Diese CIPs erlauben dem Benut-
zer die Integration verschiedener
Systemfunktionen auf einem
einzigen Mikrocontroller, was
das Design vereinfacht und Ener-
gieverbrauch sowie Materialkos-
ten niedrig halt.

Digi-Key
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SBC

Pico-ITX-SBC fiir viele Einsatze

Advantechs Single Board Com-
puter (SBC) MIO-2360 im Form-
faktor Pico-ITX (Vertrieb: Fortec)
punktet durch geringen Platzbe-
darf (100 mm x 72 mm), neuester
Intel-Gen-7-Technologie und mi-
nimalem Energieverbrauch. Er
eignet sich etwa fiir den Indus-
triealltag und den Kklimatisch
fordernden Aufleneinsatz. Be-
stiickt wird wahlweise mit einem
Intel Celeron N3350 (Dual-Core,
1,10 GHz, Burst-Frequenz 2,40
GHz, TDP 6 W), Intel Atom x5-
E3940 (Quad-Core, 1,60 GHz,
Burst-Frequenz 1,80 GHz, TDP
9.5 W) oder Intel Atom x5-E3930
(Dual-Core, 1,30 GHz, Burst-Fre-
quenz 1,80 GHz, TDP 6.5 W). Die
Prozessoren basieren auf der be-
wihrten ,,Goldmont Microar-
chitecture®“ und sind in 14 nm
gefertigt.

Superior PCB Fabrication Sgiition

for Power,

Energy, &

Industry Applications

PCBCart has been serving worldwide companies of all sizes with custom PCB
prototyping and mass manufacturing services for over a decade. We
fabricate 23,000+ different PCB designs each year, and
we are committed to quality and performance

of every circuit board we make.
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Die verschwindend geringen
Verlustleistungen (TDP) ermég-
lichen eine passive Kiihlung, was
den Wartungsaufwand mini-
miert. Passend hierzu ist als Zu-
behor der MIO-2360 Heat Sprea-
der verfiigbar. Bis zu 8 GB Ar-
beitsspeicher (DDR3L 1867 MHz,
Socket 1x 204-pin SODIMM) ste-
hen Betriebssystem sowie An-
wendungen zur Verfiigung.

FORTEC

gwww.pcbcart.com
= sales@pcbcart.com
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Wie HD Voice die VoIP- und VoLTE-
Sprachqualitat steigert

Anrufe via Smartphones sind dank weitverbreiteter VolP-Apps wie Sky-
pe und FaceTime und VoLTE noch nie so klar gewesen wie heute. Nur
die Bluetooth-Sprachqualitdt in Autos hinkt hinterher.

nrufe{iber Laptops, = g *
Tablets und Smart- ||
phones sind wegen

Skype und FaceTime sowie
der zunehmenden Verbrei- |
tung von VoLTE noch nieso |
klangvoll gewesen wie jetzt. \
Nur die Bluetooth-Sprachqua-
litdt in Autos hinkt hinterher l
und macht es schwer, Unter- \
schiede zu horen. \
Egal, ob es sich um Frei- \
sprechanlagen, Autoradios oder
um Infotainmentsysteme han-
delt, in bestehender Fahrzeug-
elektronik wird oft veraltete Blue-
tooth-Technologie fiir Sprachan-
rufe mit geringer Klangqualitdt
eingesetzt. Eigentlich unterstiitzen
heutige Bluetooth-Stacks Breit-
band-Sprechsignale. Sie haben eine
hoéhere Sprachiibertragungsqualitit,
geben deshalb den natiirlichen Fre-
quenzbereich menschlicher Stimmen
besser wieder und schopfen die kristallklare
Qualitat der VoIP- und VoLTE-Technologie
aus.

zung von VoIP-Apps wie "\

Breitband- vs. Schmalband-
Sprachsignale

Anrufe im 3G-Mobilfunknetz werden ge-
nerell {iber eine relativ schmale Frequenz-
bandbreite und niedrige Abtastfrequenz
iibermittelt, was historische aber auch wirt-
schaftliche und technische Griinde hat. Ad-
aptive Multi-Rate-Kodierung (AMR, auch
bekannt unter dem Namen AMR-NB), der
jetzige Standard fiir nicht-VoLTE-Sprachan-

* Mark Patrick
... ist ein Mitarbeiter von
Mouser Electronics
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rufe, war urspriinglich fiir 2G-GSM ausgelegt,
wurde aber auf 3G iibertragen. Es spezifiziert
eine Abtastfrequenz von 8 kHz und iibermit-
telt Audiofrequenzen zwischen 300 Hz und
3,4 kHz.

Dieser Multirate-Schmalband-Codec iiber-
mittelt Sprache unter optimalen Funkbedin-
gungen ziemlich gut. Bei schwachen Signa-
len kann die Bitrate jedoch von den optima-
len 12,2 Kbit/s auf nur 4,75 Kbit/s sinken.
Zudem schneidet der mit AMR {ibermittelte
Frequenzbereich — von 300 Hz bis 3,4 kHz —
viel von den niedrigen und hohen Frequen-
zen der menschlichen Stimme ab, die von
80 Hz bis 14 kHz reichen.

Mit solch schlichten Anforderungen fiir
Mobilfunkanrufe hatte auch das Bluetooth-
Handsfree-Profil (HFP) fiir die drahtlose
Ubertragung von Sprachanrufen an Autora-
dios und Headsets die relativ bescheidene
Audioqualitédt aus der Zeit seiner Einfiihrung

WL1837MOD: Das Konnektivitdtsmo-
dul von Texas Instruments versorgt
Infotainmentsysteme mit WiFi,
Bluetooth und Breitband-Sprachsi-
gnalunterstiitzung.

in den frithen 2000ern. Erst
im Jahr 2011 kam mit HFP 1.6
die Unterstiitzung fiir Breit-
bandaudio, auch als HD
Voice bezeichnet.

1%

HD-Voice-Netzwer-
ke sind auf dem
Vormarsch

Durch die Einfiih-
rung der Breitbandau-
diounterstiitzung fiir

Freisprechanlagen

iiber Autoradios und

Bluetooth-Headsets

dnderte HFP 1.6 eini-

ges. Mit einer Abtast-
rate von 16 kHz wurde
sowohl die Abtastfrequenz von 8 kHz als
auch die Audiobandbreite des HFP 1.5 ver-
doppelt.

Die Einfiihrung von Bluetooth-Breitband-
Sprachunterstiitzung (Bild 1) wird von zwei
Seiten forciert: Zum einen durch das Auf-
kommen der VoIP-Telefonie, zum anderen
durch die jiingsten Verbesserungen der Mo-
bilfunknetzbetreiber in Bezug auf die
Sprachqualitét.

Breitbandaudio als wesentli-
ches Merkmal von VolP

Seit dem ersten Erscheinen von Breit-
bandaudio auf dem Markt, war dies ein we-
sentliches Merkmal von VoIP-Applikationen.
Skype, der VoIP-Technologiefiihrer, bietet
schon seit der Markteinfiihrung im Jahr 2003
Anrufe mit HD-Voice-Qualitat an. Mit bis zu
24 kHz bietet der neueste SILK-Codec sogar
eine noch bessere ,Superbreitband*-
Klangqualitdt. Sollten 24 kHz nicht genug
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Bild 1: Breitband vs. Schmalband

sein, so unterstiitzt FaceTime, die Videotele-
fonie von Apple, mit dem AAC-ELD-Codec
bis zu 96 kHz (Bild 2).

Der neue Mobilfunktrend VoLTE
treibt HD Voice voran

Auch auf Seiten des Mobilfunks wurden in
den letzten Jahren enorme Fortschritte er-
zielt. In Release 5 hat sich 3GPP AMR-WB als
Codec fiir HD Voice standardisiert. AMW-WB,
das auch G722.2 genannt wird, hat eine Ab-
tastfrequenz von 16 kHz und eine Frequenz-
bandbreite von 50 Hz bis 7 kHz. Trotz doppelt
so guter Audioqualitdt bei Sprachanrufen hat
es mit 12,65 Kbit/s eine vergleichbare Band-
breitenanforderung wie AMR. Seitdem das
erste HD-Voice-Netzwerk im Jahr 2009 ein-
gefiihrt wurde, fand ein rasantes Wachstum
statt und laut neuestem GSA-Bericht werden
seit Dezember 2015 in 87 Landern {iber 150
HD-Voice-Netzwerke eingesetzt.

3

Bild 2: Weltweites Wachstum von HD Voice fiir Mobilfunk

Ein neuer Trend an der Mobilfunkfront,
der die Anwendung von HD Voice antreibt,
ist VOLTE. Derzeit gibt es weltweit 46 VoLTE-
Netzwerke und 118 weitere Betreiber inves-
tieren in VOLTE-Technologie. Wegen der
héheren Bandbreite und den IP-basierenden
Eigenschaften von LTE-Netzwerken ist VOLTE
eine gute Wahl fiir Betreiber, um ihre Netz-
werke zu differenzieren und Sprachanrufe
sogar in besserer Qualitdt als HD Voice an-
zubieten. Im Vergleich mit 3G-Netzwerken
bietet das IP-basierte VoLTE den Vorteil netz-
werkiibergreifender HD-Voice-Anrufe.

Die letzten Hiirden fiir HD Voice
schwinden

Eine grof3e Herausforderung in der Bereit-
stellung von HD Voice war, dass sich die vol-
le Qualitét von HD Voice nur dann realisieren
ldsst, wenn jedes Glied in der Kette Breit-
band-Sprachsignale unterstiitzt, angefangen

NA
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beim Smartphone des Anrufers iiber das
Ubertragungsnetz bis hin zum Smartphone
und Bluetooth-Gerat des Empfangers.

Bis vor kurzem war das Smartphone das
schwichste Glied dieser Kette. Mit der Ein-
fithrung des iPhone 5 im Jahr 2012 hat das
iPhone Unterstiitzung fiir HD Voice erhalten.

HD Voice ist in immer mehr
Smartphones zu finden

Android Smartphones waren, mit unter-
schiedlichem HD-Voice-Support fiir die ver-
schiedenen Marken und Modelle, spater
dran. Wahrend HD Voice anfangs eher lang-
sam angenommen wurde, ist es rasant ge-
wachsen. HD Voice-Anrufe gehoren jetzt zum
Standard und werden von allen fithrenden
Smartphoneherstellern unterstiitzt.

Dadurch, dass HD Voice in den meisten
Smartphones auf dem Markt sowie auf Netz-
werkebene unterstiitzt wird, hat sich der

TEL +49-89-374-9999-0
FAX +49-89-374-9999-29
sales-europe@atpinc.com
www.atpinc.com

ATP 3D MLC NAND SSD Product Lines
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ATP Electronics Germany GmbH
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Bild 3: Tis Konnektivi-
tatsmodul WL1837MOD
versorgt Infotainment-
systeme mit WiFi- und
Bluetooth-Koexistenz
und einem Stack mit
Breitband-Sprachsignal-
unterstiitzung.

HFP 1.6 Architecture | Assi:

Host Processor

CC2564MOD0x
Bluetooth Module

d HFP 1.6 Archil

| Host Processor

CC2584MODx =]
Bluetooth Module

Bild 4: Die Baureihe
CC2564MODx und

das WL1837MOD von
Texas Instruments bieten
HFP-1.6-Unterstiitzung
und kénnen so die Verar-
beitung von Breitband-
Sprachsignalcodecs
tibernehmen.

Engpass der Breitband-Sprachsignale in Au-
tos jetzt auf die Bluetooth-Verbindung verla-
gert.

Kfz-Breitband-Sprachsignale
implementieren

Einige Faktoren haben die Implementie-
rung von Breitband-Sprachiibertragung in
Infotainmentsystemen- und Autoradios er-
schwert. Neue Entwicklungen machen die
Umsetzung von Automotive-Bluetooth-Sys-
temen, die hochwertige Verbindungen un-
terstiitzten, einfacher denn je.

Fahrzeugelektronik hat nicht nur langere
Entwicklungszyklen als Verbraucherelektro-
nik, wegen der raueren Betriebsbedingungen
und der langeren Lebensdauer stehen sie
auch strengeren Betriebsanforderungen ge-
geniiber. Normalerweise werden Autos iiber
Jahre hinweg entwickelt, wahrend Verbrau-
chergerate nur Monate der Entwicklung hin-
ter sich haben.

Noch immer lange Entwick-

lungszyklen im Automobil

Obwohl modulare Designs fiir Fahrzeug-
elektronik die Entwicklungszeiten verkiirzt
haben, sind die Entwicklungszyklen noch
immer iiber ein Jahr lang. Wegen der extre-
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men Temperaturwechsel, konstanten Vibra-
tionen und langer Betriebslaufzeit miissen
Elektronikbauteile fiir Automobilsysteme
auch nach AEC-Q100 qualifiziert werden, das
eine Reihe von Stresstests und Anforderun-
gen fiir Betriebstemperaturbereiche spezifi-
ziert.

Ein weiteres Hindernis bei der Einfiihrung
von Breitband-Sprachsignalfdhigkeit ist die
Implementierung veralteter Bluetooth-
Stacks. Trotz der Tatsache, dass Bluetooth
auf Laptops, Tablets und Smartphones auf
HFP 1.6 mit Breitbandunterstiitzung erwei-
tert wurde, nutzen viele eingebettete Blue-
tooth-Umsetzungen immer noch das veral-
tete HFP 1.5.

AEC-Q100-qualifizierte Funkmo-
dule mit aktuellen Stacks

Zwar ist es schwierig, den Entwicklungs-
zyklus von Autos insgesamt zu beschleuni-
gen, die Entwicklung von Fahrzeugelektro-
nik kann aber durch die Nutzung vorab ge-
priifter Komponenten immens vorangetrie-
ben werden. Fiir Infotainmentsysteme, die
sowohl WLAN- als auch Bluetoothfdahigkeit
erfordern, stellen AEC-Q100-qualifizierte
Funkmodule, beispielsweise das TI WL-
1837MOD, WLAN- und Bluetooth-Koexistenz

Bild: Mouser

Bild: Texas Instruments

KOMMUNIKATION

mit einem aktuellen Stack von TI zur Verfii-
gung, der Breitband-Sprachsignale unter-
stiitzt (Bild 3). Es ist fiir den Betrieb in Auto-
mobilen zertifiziert, was die Entwicklungs-
und Zertifizierungszeiten verkiirzt.

Fiir Autoradios, Steuergerdte und Frei-
sprechanlagen des Zubehdrmarktes, die kei-
ne WLAN-Verbindung bendétigen, reicht ein
Bluetooth-HCI-Modul mit dem aktuellen
Stack. Einige Module wie das TI CC2564MOD
sind mit einem DSP-Coprozessor ausgeriis-
tet, der mSBC-Codecverarbeitung fiir Breit-
band-Sprachsignale und A2DP iibernehmen
kann. Dadurch wird die Last auf dem Host-
Prozessor reduziert und der Stromverbrauch
verringert. Ein weiterer Vorteil ist, dass dies
auch Ubertragungsverzégerungen von An-
rufen vermindern (Bild 4) kann.

Klare Vorteile der Breitband-
Sprachsignale im Automobil

Die Vorteile der Nutzung von Breitband-
Sprachsignalen in Fahrzeugen sind unbe-
streitbar. Bluetooth-fahige Anrufe sind ein
wesentliches Feature von Kfz-Infotainment-
systemen und Autoradios und erlauben es
Fahrern, ihre Aufmerksamkeit auf die Straf3e
statt auf ihre Handsets zu richten — denn
auch schlechte Sprachqualitdt kann die Auf-
merksamkeit des Fahrers im Straf3enverkehr
mindern. In lauten Fahrzeugen hat sich so
die Verstandlichkeit durch das Breitband-
Sprachsignal verbessert. Die verbesserte
Sprachqualitdt, die mit dem Breitband-
Sprachsignal einhergeht, verringert die ko-
gnitive Belastung des Fahrers. Ein wesentli-
cher Vorteil, denn so kann er seine volle
Konzentration der Strafie widmen, statt sich
darauf zu konzentieren, das zu verstehen,
was der Anrufer sagen will. Auch Spracher-
kennungsapplikationen profitieren von
Breitband-Sprachsignalen und Apple rat
dringend dazu, HFP 1.6 fiir Siri-Bluetooth-
Verbindungen zu nutzen.

Die grof3eren Frequenzbereiche und héhe-
ren Abtastraten reproduzieren Tonalitatsan-
derungen besser und reduzieren die Ver-
wechslungsgefahr von Phonemen wie ,,f“
und ,,s“, die oft falsch gehort werden. Auch
Gesprachspartner mit einem Akzent konnen
besser verstanden werden. Bei Telefonkon-
ferenzen lassen sich die einzelnen Sprecher
leichter unterscheiden. Bei der Implemen-
tierung von Breitband-Sprachiibertragung
musste die Automobilindustrie viele Schwie-
rigkeiten tiberwinden. Vorqualifizierte Mo-
dule und die neuesten HFP-1.6-fahigen Blue-
tooth-Stacks machen es aber leichter denn
je, HD Voice zu unterstiitzen. /| MK

Mouser Electronics
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Backup-und Recovery-Losung
zum Schutz vor Datenverlust
und zur Unfallvermeidung
bei Bahnsystemen

Innodisk bietet speziell fur Bahnsysteme ein leistungsfahiges Losungspaket fur
Daten-Backup und -Recovery an-auf Komponenten-, System- sowie auch
Software-Ebene.

Lésungspaket fiir Bahnsysteme

Keine Ausfallzeiten
Software-Tools iIRAID™ und iCover™ fir System-Backup und -Wiederherstellung Gber
OneKey oder Remote-Zugriff.

Security und Service Continuity
Die industrieweit kleinste RAID-Karte (RAID 1) mit iRAID-Software ermdglicht die
Echtzeit-Status-Uberwachung und gewadhrleistet Service Continuity.

Geeignet fiir raue Umgebungen

Widerstandsfahige SSDs fur einen breiten Temperaturbereich, perfekt fir den Einsatz in
PC-basierten Controllern in rauen und schwingungsbelasteten Umgebungen.

Innodisk Corporation - Europe

Telexweg 4, 5641 TL Eindhoven, Netherlands eusales@innodisk.com innodisk
+31-(0)40-282-1818 www.innodisk.com
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EMBEDDED PC

Harte Anforderungen an Industrie-
PCs in der Produktion

Kompakt, robust und langfristig verfiigbar, das sind der Anforderun-
gen der Kunden an Industrie-PCs. Ein Beispiel, wie sich diese in der

Bild: Pokini

lassisches Handwerk und moderne
I(Technik sind schon lange kein Wider-

spruch mehr, sondern entwickeln
wirksame Synergien. Der Einsatz in rauen
Produktionsumgebungen, etwa in Schreine-
reien, Drehereien oder auch in der Textilpro-
duktion stellt gewisse Standardanforderun-
gen an die Hardware: Schutz vor Staub,
Spritzwasser oder Ol ist genauso Vorausset-
zung wie die durchgehende Betriebsfahigkeit
auch unter hohen Temperaturen. Zudem
sollen die Gerdte kompakt und leicht in be-
stehende Maschinen integrierbar sein. Dar-

* Alexander Ploger
... ist Product Manager Industry bei
EXTRA Computer

LEISTUNGSRELAIS VON LAYHER:

MONOSTABIL. BISTABIL. ELEKTRONISCH.
HILFSKONTAKT. ZWEISPULIG.
HOCHLEISTUNGSRELAIS.

50A-400A, 21Typen
MEHR: www.layher-ag.de

Praxis bewdhren miissen.

ALEXANDER PLOGER *

Pokini von Extra Computer: Mit
einem Volumen von 0,3 Litern der
laut Hersteller kleinste liifterlose
Industrie-PC der Welt.

iiber hinaus gilt es aber weitere wich-
tige Punkte zu beachten.

Langzeitverfiigbare PCs fiir
Produktionsmaschinen

Produktionsmaschinen sind fiir den jahre-
bis jahrzehntelangen Einsatz gedacht. Folg-
lich muss auch der Industrie-PC langfristig
erhiltlich sein, sodass bei Ausfillen schnell
Ersatz geliefert werden kann. Ebenso wich-
tig: Imagestabilitét. Die Software des Indus-
trie-PCs muss zuverldssig arbeiten. Das be-
deutet, dass keine umfangreichen Soft-
wareanpassungen aufgrund von Updates
oder Veranderungen der Kommunikations-
schnittstellen zwischen PC-System und Ma-
schine erforderlich sein sollten. Das Image
kann genau auf die Anforderungen des An-
wendungsszenarios angepasst werden.

Tatsache ist, dass die Anschaffung von
Maschinen generell teuer ist und meist tiber
zehn Jahre abgeschrieben wird. Die Anlagen
selbst sind dann 20 Jahre oder langer im Ein-
satz. Im Gegensatz zu einem Rechenzentrum
verandern sich in der selben Produktionsan-

lage die Leistungsanforderungen wahrend
des Betriebszeitraums nicht. Daher ist ein
regelmafliger Austausch beziehungsweise
ein Upgrade auf ein leistungsfahigeres Pro-
dukt nicht notwendig. Die verbauten
Gerdte sollten langfristig und
auch bei durchgehendem Betrieb
zuverldssig funktionieren.

Zudem wollen viele Anlagen-
hersteller ihre bereits bestehen-
den Maschinen aufriisten. In
diesem Fall miissen die Industrie-PCs
moglichst kompakt sein, damit sie sich auch
nachtrdglich etwa in Schaltschranke inte-
grieren lassen. Auch hier bestimmt die An-
wendung die Anbindung: Fiir Schaltschran-
ke stehen spezielle Halterungen fiir die Hut-
schienenmontage zur Verfiigung. Eine Alter-
native fiir die Anbringung auf3erhalb der
Maschine oder hinter einem Monitor bietet
der VESA-Standard 100.

Bei der Auswahl des passenden Industrie-
PCs muss besonders auf zwei Dinge geachtet
werden: Einerseits sollte die Hardware auf
die jeweilige Anwendung und die spezifi-
schen Umweltbedingungen zugeschnitten
werden. Dabei spielen beispielsweise Um-
weltbedingungen wie besonders hohe oder
niedrige Temperaturen eine Rolle. Wird die
Hardware zudem kundenspezifisch ange-
passt, konnen Kosten eingespart werden,
indem auf iiberfliissige Funktionalitdt ver-
zichtet wird. Andererseits sind Anbindung
und Konnektivitdt Dreh- und Angelpunkt
eines effizienten Industrie-PCs. Hier muss
vorab genau geplant werden, welche Schnitt-
stellen notwendig sind, um die nahtlose In-

I
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yannmaschine des
ilmaschinenherstellers
NER: Das Untergehmen setzt auf den
trie-PC Pokini Z zur Steuerung und Fernwartung
 seiner Anlagen. -

tegration in die Anlage zu gewahrleisten. Fiir
die Kommunikation mit der Maschine wer-
den in der Regel serielle Schnittstellen oder
GPIO-Schnittstellen benétigt.

Die Einsatzmoglichkeiten fiir Industrie-
PCs sind breit gefdchert. Die Gerite regeln
beispielsweise die Kommunikation mit der
Maschine oder geben Informationen an Ver-
waltungsstellen wie die Lagerwirtschaft oder
Produktionsleitung weiter. Sie sind aber
auch als Steuereinheiten fiir Produktionspro-
zesse einsetzbar. Industrie-PCs dienen zu-
dem als Infoterminals fiir Produktionsmitar-
beiter, die alle relevanten Produktionsdaten
in der Abteilung anzeigen. Sie verbessern die
Produktionsqualitat, da sie beispielsweise
Leerlaufe vermeiden, indem sie frithzeitig
Meldung an das Lager abgeben.

Fiir die vielfdltigen Anwendungsszenarien
gibt es ein grof3es Angebot an Produkten. Ob
nun der Alleskonner oder eine spezifische
Losung mit umfangreichem Zubehér die rich-
tige Wahl ist, zeigt sich in einer ausfiihrli-
chen Planung. Kernfragen leiten sich von den
Anforderungen ab: Wofiir soll das System
eingesetzt werden? Wer wird es nutzen — Mit-
arbeiter der Produktion, der Produktionslei-
ter oder lauft es passivim Hintergrund? Wie
soll der Industrie-PC in den tdglichen Ar-
beitsalltag eingebunden werden? Sind Zube-
horteile forderlich oder eher hinderlich?

Bei diesem Prozess unterstiitzen Dienst-
leister mit ihrer Expertise. So ist beispiels-
weise der Giengener PC-Spezialist EXTRA
Computer seit knapp 30 Jahren in den Spar-
ten Mobility und Industrie aktiv. Aufgrund
der gesammelten Erfahrungen entwickelte
das Unternehmen unter dem Markennamen
Pokini eine eigene Gerateserie fiir den indus-
triellen Einsatz. Das Portfolio umfasst Indus-
trie-PCs, Tablets, Server und eine Worksta-
tion. Fokus bei der Entwicklung waren Zu-
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verldssigkeit sowie grof3e Flexibilitdt hin-
sichtlich der Konnektivitdit. Durch
verschiedene Standard-Frontmodule 1&sst
sich eine Vielzahl an Anforderungen fiir die
unterschiedlichen Einsatzszenarien realisie-
ren. Fiir Spezialanforderungen entwickelt
EXTRA in enger Zusammenarbeit mit seinen
Kunden maf3geschneiderte Frontmodule.

Industrie-PC Pokini Z, winzig,
liifterlos, leistungsstark

Ein Beispiel hierfiir ist der Pokini Z. Das
Gerat ist der kleinste liifterlose Industrie-PC
auf dem Markt. Mit einem Volumen von 0,3
Litern verfiigt er dank Intel-Atom-Prozessor
bis zu 2 GHz Taktrate an Leistung. Das Gerat
ist mit bis zu 2 Gigabyte Arbeitsspeicher aus-
gestattet, der wie der Prozessor fest mit dem
Board verlétet ist. So wird gewdhrleistet,
dass sich die Komponenten nicht durch Er-
schiitterungen l6sen. Der Pokini Z ermoglicht
die Integration einer 2,5 Zoll SATA SSD und
bietet zwei Netzwerkanschliisse. Das Gerat
verfiigt iiber eine Auto-On- und Wake-on-
LAN-Funktion sowie PXE Boot. Es unterstiitzt
die Betriebssysteme Linux, Embedded OS
und Windows 7. Selbst unter Windows XP ist
der Industrie-PC lauffdhig.

Um die Integration des Pokinis auch in
alten Maschinen zu vereinfachen, steht eine
Reihe an Zubehor zur Verfiigung. Zur Befes-
tigung des Gerdts in Racks oder Schalt-
schranken dient eine Hutschienenhalterung.
Zudem sind VESA-Halterungen fiir die An-
bringung des Industrie-PCs an der Wand
oder an einem Monitor sowie ein Standfuf3
erhdltlich. Es gibt entsprechend den Einsatz-
szenarien eine Reihe an passenden Netztei-
len fiir den Pokini. Zusitzliche Adapter und
Kabel runden das Portfolio ab.

Der Textilmaschinenhersteller BRUCKNER
nutzt den Pokini Z von EXTRA zur Steuerung
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Pokini: Dank Schnitt-
stellenvielfalt, Wireless-
Fdhigkeit und einem
erweiterten Tempera-
turbereich eignet sich
der Industrie-PC fiir
vielfaltigste Anwen-
dungen auch in rauen
Umgebungen.

und Fernwartung seiner Anlagen. Das Unter-
nehmen entwickelt, produziert und vertreibt
Maschinen und Anlagen zur Beschichtung
und Ausriistung von Bekleidungstextilien,
technischen Textilien, Vliesstoffen und Bo-
denbeldgen. Die ausschliefilich in Bayern
gefertigten Anlagen von BRUCKNER sind
weltweit im Einsatz. Dazu gehort auch ein
entsprechender Service mit Inbetriecbnahme
vor Ort sowie kontinuierlichem Support. Fiir
die Industrie-PCs hat das Unternehmen eine
Reihe von Voraussetzungen definiert:

In der Textilindustrie sind die Anforderun-
gen hinsichtlich der Hardware insgesamt
hoch. Sie muss auch unter hohen Tempera-
turen bis zu 70 Grad Celsius zuverldssig und
unterbrechungsfrei arbeiten.

Vorteile einer SSD gegeniiber
Standard-Festplatten

Das hohe Flusenaufkommen in den Ma-
schinen erfordert liifterlose Gehduse. Da es
in der Anlage zu Vibrationen kommt, emp-
fiehlt sich eine riittelfeste Verl6tung. Daher
istauch eine SSD die bessere Wahl gegeniiber
einer herkbmmlichen Festplatte, da diese
durch die Erschiitterung haufiger zu Ausfal-
len neigen. Neben diesen Grundvorausset-
zungen hat BRUCKNER spezielle Anforde-

rungen an die Geréate. Der Textilmaschinen-
hersteller setzt nicht-PC-basierte Steuerun-
gen von Siemens ein. Zudem mochte er
jederzeit iiber Fernwartung auf seine Anla-
gen zugreifen. Frither wurde dies iiber kun-
denspezifische VPN Clients gelést. BRUCK-
NER musste fiir jeden Kunden eine eigene
virtuelle Maschine anlegen, da die verschie-
denen VPN Clients zueinander inkompatibel
waren. 2012 entschied sich das Unterneh-
men, eine eigene Losung zu entwickeln.
Heute arbeitet BRUCKNER mit einer VPN-
Verbindung {iber TeamViewer, das zudem
eine Remote-Desktop-Verbindung aufbauen
kann. Sobald der Industrie-PC Internetzu-
gang hat, kann BRUCKNER auch auf die An-
lage zugreifen. Somit entfallen zusatzliche
Absprachen mit dem Kunden und der Pro-
zess wird deutlich vereinfacht. Dementspre-
chend ist ein Gerdt mit Windows-Betriebs-
system erforderlich. Nicht zuletzt wegen der
Option fiir zwei Netzwerkkarten entschied
sich BRUCKNER fiir den Pokini Z von EXTRA.

Trennung des Maschinennetz-
werks vom Internetzugang
So kann das Maschinennetzwerk vom In-

ternetzugang getrennt und iiber die VPN-
Verbindung ferngewartet werden. Das ver-

Bild: Pokini
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einfacht zum einen den Telefonsupport, zum
anderen kénnen die Kunden selbst iiber
TeamViewer die Softwarekonfiguration
nachvollziehen und so gleichzeitig geschult
werden. Ein weiterer Vorteil des Pokinis ist
die WLAN-Antenne. Die Anlagen von BRUCK-
NER sind sehr grof3 und teilweise 100 oder
200 Meter lang. Bei der Installation der Ma-
schine miissen die Inbetriebnehmer Zugriff
auf die Steuerung haben. Uber die WLAN-
Antenne wird ein Access-Point eingerichtet
auf den sie per Laptop zugreifen kénnen.
Dank der Auto-On-Funktion fahrt das Gerét
hoch, sobald es an den Strom angeschlossen
wird.

Das Betriebssystem wird direkt in den Ar-
beitsspeicher geladen. Deshalb wird auch
keine zusatzliche unterbrechungsfreie
Stromversorgung (USV) bendtigt. Auch wenn
es zur Verdnderung am Betriebssystem
kommt oder Anderungen in Programmen
stattfinden, werden beim nachsten Neustart
alle Einstellungen automatisch zuriickge-
setzt. BRUCKNER stellt dafiir EXTRA das
Image zur Verfiigung, das bei der Produktion
der Pokinis aufgespielt wird. In der Regel
wird der IPC nicht aktiv bedient, sondern
lduft ab Inbetriebnahme im Hintergrund.
Auch in Sachen Sicherheit ist vorgesorgt: Das
Gerat verfiigt iiber eine Firewall und die Ma-
schinenteilnehmer sind noch einmal zusatz-
lich durch eine Authentifizierung geschiitzt.

Mittlerweile setzt BRUCKNER iiber 300
Pokinis in seinen Anlagen ein. Diese sind
weltweit vernetzt, sodass das Unternehmen
den Support iiber die Fernwartung bis nach
China leisten kann. Der Pokini erlaubt zu-
dem, Windows-basierende Software kunden-
spezifisch auf die Rechner aufzuspielen.
Somit verfiigt BRUCKNER iiber eine Lésung,
die allen Anforderungen eines Industrie-PCs
in der Textilindustrie entspricht und variabel
angepasst werden kann. // MK
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EERAM

AKTUELLE PRODUKTE

EMBEDDED SYSTEME

SRAM und EEPROM Back-up auf einem Speicherchip

EERAM von Microchip ist ein ei-
genstdandiges SRAM mit automa-
tischem Shadow EEPROM Back-
up als Single Chip Losung, das
automatisch die Inhalte des
SRAMs erhilt, sobald der Strom
ausfallt. Das EERAM erlaubt so-
fortige Random Writes auf das
Speicher-Array ohne Schreibzy-

UDIMM/SODIMM

DDR3L-DRAM
mit Apollo Lake

MSC Technologies fiihrt die
DDR3L 1866-Modulserien
UDIMM/SODIMM und UDIMM/
SODIMM mit ECC von InnoDisk
ein, die fiir den industriellen Ein-
satz ausgelegt sind und auf Intels
neuester Apollo Lake-Plattform
basieren. Die ungepufferten lan-
gen DIMM- und kompakten SO-
DIMM-Speicher sind gekenn-
zeichnet durch eine um bis zu 15
% hohere Leistung bei 10 % nied-
rigerem Stromverbrauch im Ver-
gleich zu gédngigen Mainstream
DDR3-Modulen. Die Arbeitsge-
schwindigkeit betragt 1866 MT/
sec, die Betriebsspannung liegt
bei 1,35 V. Eine der beiden Spei-
cherserien integriert eine ECC-
Fehlerkorrektur, die besonders
fiir industrielle und Embedded-
Anwendungen interessant ist.
Proprietédre 30 p" Golden Finger
Connectors an der Schnittstelle
stellen eine Pin-Breite von 30 p"
an den DRAM-Modulen sicher
und schiitzen so vor Kratzern
und Beschddigungen durch du-
Bere Einfliisse. Die Verwendung
von industriellen Komponenten
mit breitem Temperaturfenster
ermoglicht einen stabilen Be-
trieb bei Temperaturen von -40
bis ca. +85 °C. Ein eingebauter
Thermalsensor warnt das System
vor Temperaturverdanderungen.
Einzelne Speichermodule kon-
nen so Uberwacht und im Falle
drohender Uberhitzung gedros-
selt werden.

MSC Technologies
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Klus-Verzogerungen. Die Kombi-
nation zweier Speichertechnolo-
gien auf einem Chip macht EE-
RAM zu einer robusten und zu-
verlassigen  Speicherlosung.
EERAM erfordert keine externe
Batterie um Daten bei einem
Stromausfall sicher zu spei-
chern. Stattdessen kommt ein

kleiner externer Kondensator
zum Einsatz, der Energie zur
Speicherung der SRAM-Inhalte
auf dem EEPROM bereitstellt,
sobald der Strom ausfallt.

Die I2C EERAM-Speicher ste-
hen mit 4 und 16 KBit Speicher-
dichte in den 8-Pin-Gehdusen
SOIC, TSSOP und PDIP zur Ver-

fligung. Die Versorgungsspan-
nungsoptionen betragen wahl-
weise 3 oder 5 V. Die Bauteile
sind fiir den industriellen und
Automotive-Temperaturbereich
erhaltlich (-40 bis 85 °C bzw. -40
bis 125 °C).

Microchip

PQ7-M108

PCOM-B641VG

PEB-2773

NANO-6062

Apolio Lake 5

Die Metallkappe mit ihren abgeschragten Kanten ist ein
klares Merkmal der neuesten Apollo Lake Prozessoren von
Intel - im Alltag verschwindet sie jedoch unter dem
Kihlkorper.

Das Innenleben

e Bis zu 30% Prozent zusatzliche Prozessor Leistung
e Gewaltige 3D Graphik, Full-HD Grafik Darstellung
e Verbesserte Sicherheits Features - Integrierte Sicherheits-Engine
e Erweiterte I/O Moglichkeiten

Your fast way to information
scan the QR code

or email us: info@portwell.eu

Mehr Informationen tGber Portwell Prdukte mit Apollo Lake Prozessoren
www.portwell.de/products/Apollo_Lake

Portwell Deutschland GmbH

Tel: +49-(0)6103-3008-0

www.portwell.de

. European Portwell Technology

| Tel: +31-(0)252-620790

www.portwell.eu

E-mail: info@portwell.eu

E-mail: info@portwell.eu |
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MSP430 FRAM MCU

AKTUELLE PRODUKTE

EMBEDDED SYSTEME

16-Bit-Mikrocontroller mit Unified Memory

Texas Instruments baut sein An-
gebot an duflerst sparsamen
MCUs der MSP430-Reihe durch
zwei Low-Power-Familien aus,
die sich an eine Vielzahl von Sen-
sor- und Mess-Anwendungen
richten. Die MSP430FR5994-
MCUs helfen bei der Senkung der
Leistungsaufnahme, da sie ldan-
gere Zeit im Standby-Status ver-
bleiben konnen. Moglich ist dies
mit dem neuen, integrierten
Low-Energy Accelerator (LEA)
fiir die Signalverarbeitung, der
FFT-Funktionen (Fast Fourier
Transforms), FIR- (Finite Impul-

8-BIT-MIKROCONTROLLER

se Response) und IIR-Filter (Infi-
nite Impulse Response) und an-
dere mathematische Funktionen
nahezu 40-mal schneller ausfiih-
ren kann als ein ARM Cortex-
MO+-Mikrocontroller. Ein 256
KByte grof3er Unified-Memory-
Bereich (FRAM) bietet Platz fiir
umfangreicheren Applikations-
Code und eignet sich fiir Anwen-
dungen mit grolem RAM-Bedarf.
Dabei wird eine 100-mal h6here
Schreibgeschwindigkeit erreicht
als mit Flash-Speicher, ohne
dass eine Pufferung oder Pre-
Erase-Operationen notig sind.

MSP430™ FRAM microcontrollers

Die MSP430FR2111-MCUs ge-
ben Entwicklern die Méglichkeit
zum Upgraden bestehender
8-Bit- oder 16-Bit-Designs durch
einen hochintegrierten Mikro-
controller mit FRAM-Speicher-
technologie. Sie kombiniert ei-

nen 10-Bit-ADC, EEPROM-Funk-
tionalitdat, einen Komparator,
eine Echtzeituhr, verbesserte
Timer, einen internen Oszillator
und einen 16-Bit-MCU in einem 3
x 3 mm messenden Gehause,
zum Preis von weniger als -,50
US-$ (ab 1.000 Stiick). Die
Launch Pad Development Kits
fiir die MSP430FR2x MCU (MSP-
EXP430FR2311) und die MS-
P430FR5994 MCU (MSP-EX-
P430FR5994) gibt es zum Preis
von je 15,99 US-$.

Texas Instruments

PIC18-Mikrocontroller nun auch mit Core Independent Peripherie

Microchip kiindigt die MCUs der
Serie PIC18F ,,K40“ an. Die aus
zehn Bausteinen bestehende
Reihe deckt Flash-Speicherkapa-
zitaten von 16 bis 128 KB und
Gehduseoptionen mit 28 bis 64
Pins ab. Die kostenoptimierten
8-Bit-MCUs sind die ersten PIC18-
Bausteine, die Microchips Core
Independent Peripherie (CIPs)
integrieren.

CIPs bieten die Méglichkeit,
Aufgaben in Hardware durchzu-
fithren ohne die CPU zu belasten,
so dass diese fiir andere Aufga-
ben zur Verfiigung steht oder in

MILBEAUT-PROZESSOR

[PicisF "kao" Family

Sighal Analysia Canatiltis

g AES wiEh F1
e 10?"!!"\1’\ ﬂ!ﬂ SQgIID( oot

den Sleep-Zustand iibergehen
kann. Damit wird der Stromver-
brauch verringert, eine determi-
nistische Reaktionszeit ermdg-
licht, sowie der Aufwand bei der
Firmware-Entwicklung und Va-
lidierung verringert. Der PIC18F

,,K40“ enthilt einen A/D-Wand-
ler (ADC) mit Recheneinheit
(ADC2). Dabei handelt es sich um
einen intelligenten Analog-zu-
Digital-Wandler, der unabhéngig
vom Core, die Datenerfassung
und Signalanalyse in Sensor-
schnittstellen steuern kann.

Die MCUs der PIC18F ,,K40¢
Serie sind kostengiinstig und
bieten bis zu 128 KByte Flash, 5V-
Betrieb, EEPROM und umfang-
reiche Peripherie. Sie enthalten
umfassende Core Independent
Peripherie fiir sicherheitskriti-
sche Anwendungen (CRC / Me-

Bildsignalprozessor fiir Drohnen und Actionkameras

Der SC2000-Bildverarbeitungs-
prozessor von Socionext wurde
speziell fiir Strombedarfs- und
Bildsignal-Anforderungen von
Flugdrohnen- und Actionkame-
ras entwickelt. Er basiert auf ei-

ner mit 660 MHz getakteten
ARM-Cortex-A7 Quad Prozessor-
kern ausgestatteten CPU und
verfiigt tiber einen fiir maschi-
nelles Sehen optimierten Signal-
prozessor. Dies ermoglicht kom-

MERCURY+ AA1

Altera®

Arria® 10
SoC Module

A VxWorks

Zyng™ UltraScale+

plexe Funktionen wie das Zu-
sammenfiigen von Bildern zu
360-Grad-Aufnahmen in Echt-
zeit, Bildstabilisierung ohne me-
chanische Gimbals und Rolling-
Shutter-Korrektur. Mit dem

MERCURY+ XU1
Xilinx®

SoC Module

eqos

mory Scan, Windowed Watch-
dog Timer und Hardware Limit
Timer), bis zu sieben Hardware-
PWMs und mehrere Kommuni-
kationsschnittstellen. Der PIC18
,»K40“ bietet zudem intelligente
Analog-Peripherie wie Zero Cross
Detect (ZCD), einen Komparator
und den ADC2. Letzterer bietet
Signalanalysefunktionen wie
Mittelwertbildung, Filterung,
Uberabtastung und automati-
scher Schwellenwertvergleich —
unabhingig von der CPU.

Microchip

SC2000 lassen sich bis zu 1,2
Gigapixel pro Sekunde verarbei-
ten, mit einem auf bis zu 1,7 Watt
reduzierten Stromverbrauch.

Socionext

Everything FPGA. %

Visit us at @

«:«%’: eNCLUSTRA

Exhlbmon &Conference

FPGA SOLUTIONS
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NUCLEUS-Plattform mit TFT LCDs

Die NUCLEUS-Entwicklungs-
plattform (Vertrieb: Rutronik)
umfasst ein Color TFT LCD in
Groflen zwischen 2,4“ und 4,3%,
einen Microchip PIC24 oder
PIC32 Mikrocontroller, einen ex-
ternen Flash mit 2 MB, externes
SRAM mit 512 KB sowie USB5V
Power & Data und einen Micro-
chip ICSP Port. Fiir die TFT-Trei-
ber-ICs gibt es Initialisierungs-
und Beispielcode. Die Add-ons
beinhalten drahtlose Netzwerke
(WiFi und Bluetooth, 2,4 GHz
und 915 MHz), externe Sensoren
via A/D, SPI und I°C, Fullspeed-

MINIITX

USB sowie UART, SPI, I°C paral-
lel, aufBerdem kapazitiven Touch
und einen N&dherungssensor/
Proximity Sensing.

Rutronik

Thin Mini ITX Board mit M.2 SSD

Das Mini-ITX Platine tKINO-AL
von Industrial Computer Source
ist wahlweise mit Intels Apollo-
Lake-Prozessoren Atom E3950,
E3940, E3930, Pentium N4200
und Celeron N3350 verfiigbar.
Uber die 2 x DDR3L DIMMS ste-
hen bis zu 8 GB Arbeitsspeicher
zur Verfiigung.

Das Board ist zudem mit einem
kompakten M.2 SSD Port (Key B)
bestiickt und bietet einen echten
Mehrwert durch Schnelligkeit,
Skalierbarkeit und Leistungsef-
fizienz. Drei unabhéngige Dis-
playanschliisse sind iiber 1x eDP

DACHZEILE

und 2 x DP++ gegeben. Ausge-
stattet mit verschiedensten I/0O-
Schnittstellen wie PCle GBe LAN,
USB3.0, USB2.0, SATA 6G/s,
COM, Micro-SD, Digital I/O und
Audio bietet das Motherboard
alle gangigen Anschlussmog-
lichkeiten. tKINO-AL ist eine
kompakte Embedded-Compu-
ting-Plattform fiir Anwendungen
in unterschiedlichen Marktseg-
menten der Industrie, die vor-
aussichtlich ab Juli 2017 verfiig-
bar sein soll.

Industrial Computer Source

3,5"-Board fiir liifterlose Designs

Das 3,5 Zoll Board (146 mm x 102
mm) PEB-2773 von Portwell mit
Intels Atom-E-3900-Serie und
Gen- 9-Grafik mit bis zu 18 Exe-
cution Units unterstiitzt 4K
Codec Encoding/Decoding, 24
Bit Dual Channel LVDS, Display-
Port und HDMI mit einer Auflo-
sung bis zu 4096 x 2160 Pixeln.
Das 204-Pin-non-ECC SODIMM
unterstiitzt bis zu 8 GB DDR3L.
Das PEB-2773 bietet insgesamt
sechs COM-Ports, sechs USB 3.0
Ports und Dual Gigabit Ethernet.
Die thermische Verlustleistung
liegt bei < 12 Watt, der Tempera-

ELEKTRONIKPRAXIS Nr.5 8.3.2017

turbereich -40 °C bis 85 °C und
der Eingangsspannungsbereich
bei 12 V bis 24 V; bestens fiir ro-
buste, liifterlose Anwendungen.

Portwell
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'Bésuchén Sie uns auf der
) embedded world in Niirnberg:

Halle 4A, Stand 301

ZUVERLASSIG UND SICHER:
FREQUENZBAUTEILE UND BATTERIE-

LOSUNGEN VON JAUCH

;

Quarze
Quarz-Oszillatoren
MEMS-Oszillatoren

&
Batteriepacks

Lithium-Batterien

Transport- und Zertifizierungs-
Know-how (UN, UL, IEC, ATEX)

Frequenzgebende Bauteile von Jauch werden nach
hochsten QualitatsmaBstdaben produziert und konfiguriert.
So geben sie selbst unter extremen Bedingungen
zuverldssig den Takt vor. Zudem bietet Jauch Komplett-
[6sungen fiir Thr Batteriesystem - von der einfachen
Standardzelle bis zum intelligenten Lithium-Akkupack.

9 IHR VORTEIL:

Auch individuelle Anforderungen erfiillen wir zuverldssig
und Ihre Anwendung lduft sicher in Serie.

Frequency Control and Battery Technology

www.jauch.de
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AKTUELLE PRODUKTE

CYCLONE 10 SERIE

EMBEDDED SYSTEME

Low-Cost-FPGAs mit bis zu 220.000 Logikelementen

Die Cyclone 10 GX-Familie von
Intel PSG ist eine Low-Cost-FP-
GA-Variante, die auf die Unter-
stlitzung von 10G-Transceivern
ausgelegt ist. Die Reihe umfasst
zum Start vier Bausteine mit ei-
ner Komplexitdt von 85.000 bis
220.000 Logikelementen (LE).
Die Bausteine verfiigen iiber zwei
Arten von Speicherbl6cken: Die
M20K-Bl6cke eignen sich fiir gro-
e Speicher-Arrays, die 640-Bit
grofRen MLAB-Blocke sind fiir die
Implementierung von Shift-Re-
gistern fiir DSP-Anwendungen
und FIFO-Buffer ausgelegt. Da-

NEUE TESTFUNKTIONEN

mit verfiigen die FPGAs insge-
samt iiber Speicherkapazititen
von 6.473 bis 13.430 KBit.

Die FPGAs der Cyclone 10 GX-
Familie verfiigen iiber maximal
192 integrierte DSP-Bl6cke nach
IEEE 754. Diese unterstiitzen so-
wohl Festkomma- als auch Gleit-
komma-Arithmetik und verfiigen
iiber eine maximale Rechenleis-
tung 134 GFLOPs. Es stehen zwi-
schen 72 und 118 LVDS-Kanile
(1.434 GBit/s) und zwischen 192
und 284 User-1/0-Pins zur Verfii-
gung. Dazu kommen noch 48
3V-I/0-Pins, ein PCle-IP-Block

(bis zu Gen2 x 4) und je nach
Baustein 4 bis maximal 12
10,3-GBit/s-Transceiver.

Mit seinen Cyclone 10 GX-FP-
GAs zielt Intel auf Anwendungen
in der industriellen Bildverarbei-
tung, Smart City, Robotik oder
Video-Streaming sowie Infotain-
ment-Applikationen im Automo-
tive-Bereich. Die Cyclone 10 FP-
GAs sowie Evaluation-Kits,
Boards und die neuesten Quar-
tus-Software-Version im zweiten
Halbjahr 2017 verfiigbar sein..

Intel PSG

Schnellere FPGA-in-the-Loop Verifikation

MathWorks stellt neue Funktio-
nen im HDL Verifier zur Be-
schleunigung der Verifikation
durch FPGA-in-the-Loop (FIL)
vor. So unterstiitzt die Simulati-
on der Hardware-Implementie-
rung auf einer FPGA-Platine nun
die Validierung des Entwurfs im
Systemkontext. Der HDL Verifier
fiir die FIL-Verifikation automa-
tisiert Setup und Verbindung von
MATLAB- und Simulink-Testum-
gebungen mit Entwiirfen, die auf
FPGA-Entwicklungsplatinen

ausgefiihrt werden. Ingenieure
koénnen mit der gleichen Testum-

gebung wie fiir die Entwicklung
datengetreue Kosimulationen
des auf der aktuellen Hardware
ausgefiihrten FPGA-Entwurfs
erstellen. Das Release R2016b
erlaubt, eine benutzerdefinierte

IGLOO2-, SMARTFUSION2, POLARFIRE, RTG4

Microsemi setzt auf RISC-V-Soft-IP fiir FPGAs

Microsemi bietet als erster FPGA-
Hersteller eine umfassende Soft-
ware-Toolchain und IP-Core fiir
RISC-V-Designs an. Der RISC-V-
Core RV32IM ist fiir IGLOO-2-FP-
GAs, SmartFusion-2 SoC-FPGAs
(System-on-Chip) oder RTG4-
FPGAs zusammen mit einer auf
Eclipse basierenden SoftConsole
IDE auf einer Linux-Plattform
und der Libero SoC Design Suite
fiir vollstandigen Design Support
verfiigbar.

Der Core ermdglicht die Ent-
wicklung mit einer Open Instruc-
tion Set Architektur (ISA). RISC-V

38

ist eine Standard-Open-Befehls-
satzarchitektur mit BSD-Lizenz
unter Leitung der RISC-V Found-
ation. Ingenieure kénnen sich
mit der Soft-Prozessor-Lésung
auf eine offene ISA stiitzen und
Open Source Tools sowie Hard-
ware nutzen. Die Soft-IP erlaubt
Entwicklern, ihr Design zu prii-
fen, zu modifizieren und auf an-
dere Plattformen zu migrieren.
Auch Microsemis neue PolarFire-
FPGA-Familie kann mit Risc-V-
Softcores ausgestattet werden.
Der RV32IM RISC-V-Core ist
interessant fiir Applikationen

Frequenz fiir den FPGA-System-
takt vorzugeben — mit bis zu fiinf-
mal schnelleren Taktfrequenzen,
als zuvor mit FIL méglich. FIL
kann auch iiber die PCle-Schnitt-
stelle verwendet werden, um die
Kommunikation von MATLAB/
Simulink auf der einen mit Xilinx
KC705/VC707- bzw. Intel Cyclone
V GT/Stratix V DSP-Entwick-
lungsplatinen auf der anderen
Seite bei bis zu viermal schnelle-
rer Simulation als mit Gigabit-
Ethernet zu beschleunigen.

Mathworks

wie Safety und Security, da der
RTL-Quellcode (Register Trans-
fer Level) zur Priifung verfiigbar
ist. Anders als bei Prozessoren
mit geschlossenen Architekturen
konnen Kunden etwa die Securi-
ty des Prozessors selbst verifizie-
ren. In kritischen Applikationen,
konnen Kunden mehrere RISC-V-
Cores betreiben, um sicherzu-
stellen, dass beim Ausfall eines
Cores der redundante Core iiber-
nimmt. Soft-IP und Software
sind bereits verfiigbar.

Microsemi
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NARROWBAND M2M

AKTUELLE PRODUKTE

Quectels erstes NB-loT-Modul

Atlantik Elektronik prasentiert
das Narrowband-(NB)-IoT-Mo-
dul BC95 von Quectel. Das Modul
BC95 ermoglicht dank der NB-
Technologie eine kostengiinstige
Vernetzung zahlreicher Gerite
mit niedrigem Energiebedarf
und hoher Gebdaudedurchdrin-
gung. Das BC95 kommt im ver-
einheitlichten Formfaktor des
2G-Moduls M95 sowie 3G UG95
und passt daher in bestehende
Projekte. Niedriger Energiebe-

darf und hohe Reichweite sind
zwei zentrale Merkmale des NB-
IoT-Moduls BC95. So wird dieses
Modul fiir autarke Applikationen
im Low-Data-Rate IoT-Mode mit
bis zu zehn Jahren Batterielauf-
zeit aufwarten konnen. Damit ist
Quectel der erste chinesische
Hersteller, der ein Modul gemaf3
des Standards 3GPP Release 13
auf dem Markt gebracht hat. Das
BC95 unterstiitzt alle Merkmale
fiir eine Terminal-Applikation,
operierend im GSM-900-MHz-
Band. Die Biander 1800 MHz, 700
MHz, 850 MHz und 800 MHz sol-
len zu einem spdteren Zeitpunkt
ebenfalls unterstiitzt werden.
Erste Samples und Evaluation
Kits sind ab sofort bei Atlantik
Elektronik verfiigbar.

Atlantik Elektronik

EMBEDDED SYSTEME

RAID

Kleine RAID1-Embedded-Losung

EMPS.32RL  EMS5.32R1

Um auf kleinstem Raum Infor-
mationen in Echtzeit zu synchro-
nisieren, Plattenfehler zu umge-
hen und eine kontinuierliche
Betriebsbereitschaft zu gewahr-
leisten, werden neben Innodisks
neuen, in drei Varianten verfiig-
baren RAID1-Controllern zusatz-
lich lediglich zwei 2,5" mSATA
oder M.2-SSD-Flashspeicher be-
notigt (Vertrieb: SE Spezial-Elec-
tronic). Die Erweiterungskarte
ELPS-32R1 mit PCle v2 x4 PCle-

Port unterstiitzt SSDs im M.2-
Format, die fiir den Formfaktor
2,5" ausgelegte Version E2SS-
32R1, E2SS-32R2 sowohl mSATA-
als auch M.2-SSDs, und das mit
einer mPCle-Schnittstelle ausge-
stattete Board EMPS-32R1 SATA
SSDs. Die Steuerung und Status-
iiberwachung des Innodisk-
RAID1-Systems erfolgt mittels
iRAID, einem speziellen Soft-
ware-Tool fiir RAID-Karten, das
unter anderem auch automati-
sche EMail- Benachrichtigungen
bei unvorhergesehenen Vor-
kommnissen unterstiitzt. iRAID
vereinfacht die Konfiguration
und Verwaltung der Innodisk-
RAID1-Controller und bietet eine
benutzerfreundliche Schnittstel-
le fiir verschiedenste Systeme.

SE Spezial-Electronic

DATA MODUL
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QUALCOMM

AKTUELLE PRODUKTE

EMBEDDED SYSTEME

Smartphone-SoC-Reihe Snapdragon drdangt in den Embedded-Markt

Qualcomm bietet seine mobile
Expertise mit den Snapdragon-
Prozessoren nun auch auf dem
Embedded-Markt an. Die Model-
le Snapdragon 410E und 600E
sind speziell auf Embedded-An-
wendungen wie digitale Verifi-
zierung, Set-Top-Boxen, Medi-
zintechnik, Point-of-Sale-Syste-
me, Industriautomatisierung
und IoT-Applikationen abge-
stimmte Variationen ihrer im
Smartphone-Markt seit Jahren
weit verbreiteten Gegenstiicke.
Kernstiick des Snapdragon
600E ist eine 1,5 GHz Quad-Core

MIPS 16500

Krait-300-CPU, die auf einer
ARMv7-A-Architektur basiert. Der
SoC integriert zusdtzlich die
hauseigene Adreno 320 GPU so-
wie die Hexagon-DSP fiir kom-
plexe Audio- und Videoverarbei-
tung. Ebenfalls enthalten ist
schnurlose Kommunikation wie
Bluetooth 4.0/LE (Low Energy) &
3.x, 802.11a/b/g/n/ac sowie GPS.
Der Snapdragon 600E kann um
Schnittstellen wie SATA, SD3.0,
DDR-Speicher, eMMC-Speicher,
HDMI. LVDS, HSIC und PCle er-
weitert werden. Der auf das Lo-
wer End abzielende Snapdragon

410E besitzt einen auf 1,2 GHz
getakteten Quadcore-Prozessor
sowie eine energieeffizientere
Adreno 306 GPU fiir Anwendun-
gen mit niedrigen Energieanfor-
derungen. Der vorrangig aufs [oT
abzielende SoC unterstiitzt Blu-

etooth 4.1/LE (Low Energy),
802.11 b/g/n und GPS.

Die Embedded-SoCs Snapdra-
gon 410E und 600E werden iiber
Distributoren wie Arrow vertrie-
ben. Qualcomm verspricht hier-
bei eine Langzeit-Verfiigbarkeit
von wenigstens 10 Jahren. Um
schnell und einfach mit der Ent-
wicklung beginnen zu kénnen,
vertreibt Arrow das nach der
Open-Source-Spezifikation von
96boards entwickelte Dragon-
Board 410c.

Qualcomm

Heterogene ,,Inside und Outside* MIPS-CPUs fiir skalierbare Cluster

Moderne heterogene SoC-De-
signs erfordern eine Mischung
aus leistungsfahigen CPU-Clus-
tern und GPU- oder Beschleuni-
ger-Clustern, die gdngige Daten-
sdtze verarbeiten. Entwickler
konnen In der MIPS 16500 CPU
in jedem einzelnen Cluster je
nach Bedarf den Stromverbrauch
optimieren (,,Heterogeneous In-
side®; (,,Heterogenes Inneres®).
Bis zu sechs CPUs plus zweier
zusétzlicher I0 Coherence Units
(IOCUs), oder alternativ bis zu
acht IOCUs, lassen sich mit ver-
schiedenen Kombinationen von

Visit us in Hall
at Booth 1-558

Threads, Cache-Groflen, Fre-
quenzen und Spannungspegeln
konfigurieren. Der MIPS Cohe-
rence Manager mit AMBA-ACE-
Schnittstelle zu ACE-kohdrenten
Fabric-Lésungen wie jenen von
Arteris und Netspeed ermoglicht

zudem die Mischung von Chip-
konfigurationen auf Rechenclus-
tern — einschliefdlich PowerVR
GPUs oder anderer Beschleuni-
ger, um den Wirkungsgrad des
Systems zu erhGhen (,,Heteroge-
neous Outside“; (,,Heterogene-
ous AuBeres®). Zu den weiteren
Funktionsmerkmalen der MIPS
16500 CPU zdhlen Simulatanes
Multithreading (SMT), Hard-
ware-Virtualisierung mit bis zu
31verschiedenen Instanzen, eine
schnelle Pfad-Message-/Daten-
weitergabe zwischen Threads
und Cores und Unterstiitzung

von Imaginations Multi-Domain-
Sicherheitstechnik Omnishield.
Zu den Zielbereichen des MIPS
16500 zdhlen Fahrerassistenz-
systeme und autonome Fahrzeu-
ge, Netzwerktechnik, Automati-
sierungstechnik, Sicherheit, Vi-
deoanalyse, maschinelles Ler-
nen und andere Anwendungen,
die zunehmend auf heterogenem
Computing basieren. Die 16500
CPU ist ab sofort lizensierbar und
soll im ersten Quartal 2017 allge-
mein zur Verfiigung stehen.

Imagination Technologies

IN & STARK!

DIE NEUEN
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AKTUELLE PRODUKTE

MB85RS256TY

EMBEDDED SYSTEME

FRAM-L6sung fiir Automotive

MB85RS256TY, eine neue FRAM-
Losung von Fujitsu Electronics
Europe (FEEU), bietet einen
265-Kilobit-FRAM mit SPI-
Schnittstelle und einen erweiter-
ten Betriebsspannungsbereich
von 1,8 bis 3,6 Volt. Die Betriebs-
temperatur betragt -40 °Cbis 125
°C und entspricht so den Anfor-
derungen des Automobilmarktes
sowie industrieller Anwendun-
gen in Umgebungen mit erhGhter
Temperatur. MB85RS256TY weist
eine Schreibbestandigkeit von
10" auf und ist in einem Stan-
dard-SOP-8-Paket unterge-

FLASHSPEICHER

FRAM for Automotive

bracht. Entwicklungsmuster
sind ab sofort verfiighar. Die
AEC-Q100-Qualifizierung soll im
Juli 2017 abgeschlossen sein.

Fujitsu Electronics Europe

Transcends erste 3-D-NAND-SSD

Als Antwort auf fortwdhrend
steigenden Anforderungen an
Speichermedien hat Transcend
mit der SSD230 eine SSD mit 3-D-
NAND Flashspeicher entwickelt,
welcher eine Steigerung der
Speicherkapazititen, Ubertra-
gungsgeschwindigkeiten und
Zuverlassigkeit ermoglicht. Die
SSD230 ist mit einem DDR-
DRAM-Cache ausgestattet, der
beim zufilligen Lesen und Sch-
reiben von 4K Blécken Ge-
schwindigkeiten bis zu 340MB/s
ermdglicht. So kann die SSD als
Boot-Laufwerk genutzt werden

FUR ARM CORTEX M23 UND M33

und ladt System und Programme
in nur wenigen Sekunden. Dank
SATA 111 6Gb/s Schnittstelle und
Nutzung eines SLC-Caches er-
reicht die SSD230 bis zu 560MB/s
beim Lesen und 520MB/s beim
Schreiben von Daten. Fiir hohe
Datenintegritdt verwendet die
SSD230 eine RAID Engine und
LDPC (Low-Density Parity Check)
Coding. Die Solid State Drives
sind mit 128 GByte, 256 GByte
und 512 GByte Speicherkapazitat
verfiighar.

Transcend

Implementierung und Signoff

Cadence liefert ein Rapid Adop-
tion Kit (RAK) fiir neue ARM
Cortex-M23 und Cortex-M33
CPUs, die fiir die Entwicklung
von sicheren, energieeffizienten
IoT-Anwendungen, wie z. B. fiir
die Gesundheitsiiberwachung,
intelligente Beleuchtungssteue-
rung oder die Optimierung von
Automatisierungs-Anwendun-

gen, vorgesehen sind. Das RAK
besteht aus einem vollstdndigen
digitalen Implementierungs-
und Signoff-Flow, der fiir ARM
Artisan Physical IP und ARM
POP IP optimiert ist. Mit dem

ELEKTRONIKPRAXIS Nr.5 8.3.2017
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RAK konnen Entwickler energie-
sparende Cortex-M23 und Cortex-
M33 basierte Lésungen schnell
und effizient erstellen.

Cadence
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Prozessor Serie und Intel® Atom™
E39xx Prozessor Serie auf 5 ECT-
Plattformen

APPROTECT: Hard-/ Software Security
Losung auf Application Layer Ebene

Breites Formfaktor-Portfolio flur
flexible Einsatzmdoglichkeiten und
einfache Integration

Langer Produktlebenszyklus
garantiert Investitionsschutz

Wir haben Zeit fiir Sie:
Embedded World, Halle 1, Stand 478
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AKTUELLE PRODUKTE

EMBEDDED SYSTEME

Embedded Thin mITX - kompakt stromsparend, langzeitverfiigbar

Kontrons neues Thin Mini-ITX
Motherboard mit Intel Atom
E39xx und Celeron N3350 basiert
auf Apollo-Lake-Prozessoren.
Die effizienten mITX-APL Boards
zeichnen sich durch verbesserte
Leistungsfahigkeit und einen
erweiterten Funktionsumfang
aus. Aufgrund ihres sehr niedri-
gen Energieverbrauchs und der
geringen Bauhdhe von 2,5 cm
eignen sie sich vor allem fiir An-
wendungen am Point of Sale
oder Point of Information, in der
Medizintechnik und fiir die in-
dustrielle Automation. Auch Di-

PCB

gital-Signage-Losungen profitie-
ren vom umfangreichen Leis-
tungsspektrum des neuesten
mITX-Motherboards von Kon-
tron. Das speziell fiir den Einsatz
im industriellen Umfeld entwi-
ckelte, mITX-APL Embedded Mo-

therboard bietet verbesserte
Grafik- und Rechenleistung bei
geringer Stromaufnahme von
nur 6 bis 12 Watt. Seine kompak-
ten Abmessungen pradestinie-
ren es fiir den IoT-Einsatz etwa in
der Fertigungsindustrie. Wie alle
Embedded-Produkte von Kon-
tron zeichnet sich auch das
mITX-APL durch die Langzeitver-
fligbarkeit samtlicher Kompo-
nenten aus. Das mITX-APL ver-
fiigt tiber LVDS-24Bit-Dual-Chan-
nel- und zwei Displayport-1.2-
Schnittstellen. Es bietet einen
SO-DIMM DDR3L-1867 Sockel fiir

bis zu 8 GB Arbeitsspeicher, ei-
nen Fullsize-mPCle-Steckplatz,
CAN Bus und eMMC-Support. Fiir
den Schutz von Anwendungen
und Lizenzen ist das Board mit
einem TPM-2.0-Chip ausgestat-
tet. Das neue mITX-APL Board ist
Teil der Security Solution Line
von Kontron. Anwendungen las-
sen sich damit bequem vor unge-
wollten Zugriffen schiitzen und
erlauben die Erstellung, Verwal-
tung und Verfolgung von Lizen-
zen.

Kontron

Direkter Zugriff auf Schemasymbole und Footprints von SamacSys

Der Distributor RS Components
(RS) hat seine Beziehung zu Sa-
macSys, einem weltweiten An-
bieter von Schaltbildern und
Footprints fiir Leiterplattenkom-
ponenten ausgebaut. RS bietet
jetzt einen direkten Zugriff auf
Schemasymbole und Footprints
von SamacSys fiir alle Leiterplat-
tenkomponenten iiber seinen
neuen PCB Part Library Service.

Studien haben ergeben, dass
bis zu 50% der Arbeitszeit eines
Elektronikentwicklers in das
Sourcing und die Verwaltung
von Daten fiir Komponentenmo-

PROFESSIONAL SOUND

¢ W &= 2R
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Drive Recorder

SINCE 1977

Dashboard

dellen flie3en, die innerhalb von
Design-Software-Tools verwen-
det werden.

Die PCB Part Library bietet so-
fortigen Zugriff auf hochwertige
Komponentenmodelle und er-
spart Elektronikingenieuren und
Technikern sowie Leiterplatten-
entwicklern die zeitraubende
und potenziell fehleranfillige
Aufgabe, ihre Teilbibliotheken
manuell zu pflegen. Die Schema-
symbole und Footprints der PCB
Part Library lassen sich in fiih-
renden PCB-Design-Software-
Umgebungen verwenden, ein-

Burglar Alarm ADAS

schliellich der Kkostenlosen
Download-Software  Design-
Spark PCB von RS Components.

Die Teilmodelle konnen direkt
von den RS Webseiten herunter-
geladen werden. Sobald sie aus-
gewdhlt sind, stehen die Leiter-
plattenschaltbilder und -Foot-
prints sofort fiir die Verwendung
und Platzierung in dem ge-
wiinschten Dateiformat fiir das
spezielle Designtool des Nutzers
zur Verfiigung. ,.Diese Part Lib-
raries konnen erhebliche Einspa-
rungen fiir Maker und jedes Un-
ternehmen bedeuten, das elek-

tronische Produkte entwickelt®,
sagt Cameron Ward, Senior Vice
President of Innovation bei RS.
»S0 werden gegeniiber dem Auf-
bau eigener Teilbibliotheken Zeit
und Kosten gespart.*

,Dieser neue Bibliotheks-
dienst, der iiber RS verfiigbar ist,
macht die frei verfiigharen Teile-
modelle von SamacSys einem
noch breiteren Publikum zu-
ganglich,“ kommentiert Alex
MacDougall, Managing Director
bei SamacSys.

RS Components

SOLUTION PROVIDER!

TMPS

Pedestrian Detector

?

Handsfree

@www.kingstate.com.tw | X info@kingstate.com.tw

T 886-2-2809-5651

| & 886-2-2809-7151
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PLAGIATE

EMBEDDED SYSTEME

So entlarven Sie gefdlschte Raspberry-Pi-Gehduse

‘a

spberry,

Gehduse-Fake bei Raspberry Pi 3:
Links die chinesische Filschung mit
wesentlich mehr Aussparungen als
beim Originalgehduse (rechts)

FERTIGUNG

©

Bild: R

2 Chinesische Betriiger haben nun

auch Raspberry Pi als Einnahme-
quelle entdeckt, genauer gesagt,
die Gehduse der Mini-PC-Platine.
Die Gehausefdlschung ist von
»minderer Qualitat®, warnt die
gemeinniitzige Organisation
Raspberry Pi Foundation. Die
Fdlschungen lassen sich leicht
erkennen (siehe Bild): Das Origi-
nal-Gehduse (rechts) ist nur fiir
den Raspberry Pi 3 vorgesehen,
die Falschung fiir RPi 2 und 3.
Das Plagiat enthdlt also mehr
Schnittstellenaussparungen. Am
Unterboden der Falschung befin-

det sich eine rechteckige Ferti-
gungsmarkierung, die beim Ori-
ginal fehlt. Die Gehausefiifle
weisen bei der Fdlschung eine
transparente, minderwertige
Gummierung auf, die Faden
zieht und nicht exakt in die Aus-
sparungen passt. Desweiteren ist
das Raspberry-Pi-Logo in der
Fdlschung unsauber gearbeitet.
Einen ausfiihrlichen Beitrag
samt anschaulicher Bilder fin-
den Sie auf www.elektronikpra-
xis.de; Sucheingabe: 44518608

Raspberrypi.org

BeagleBone Black Wireless fiir die Produktion

jelie
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Mouser Electronics nimmt das
System-in-Package (SiP)
0SD3358 von Octavo Systems ins
Sortiment auf. Damit kénnen
Entwickler schneller produkti-
onsfertige Systeme entwickeln,
die auf den Texas Instruments-
Prozessor Sitara AM3358 mit
ARM-Kern Cortex-A8 aufsetzen.
Das SiP-Bauteil 0SD3358 soll den
Entwicklern, die mit der Einpla-
tinen-Rechenplattform Beagle-
Bone Black Wireless arbeiten
(oder mit einem anderen auf Si-
tara-Prozessoren aufsetzendes
Design), dabei helfen, den Uber-
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gang vom Prototypen zur Pro-
duktion fliissiger zu gestalten.
Das SiP OSD3358 vereint alle
Kernkomponenten des Beagle-
Bone Black - den Sitara-Prozes-
sor AM3358, den Powermanage-
ment-IC TPS65217C und den Low-
Dropout-Spannungsregler

TL5209 von TI sowie 512 MB
DDR3 SDRAM und iiber 140 pas-
sive Bauelemente — in einem
einzigen BGA-Package. Durch
die Integration beseitigt das
0SD3358 die Probleme, die durch
die Komplexitat der Stromversor-
gungssequenzierung und der

Schnittstellenrealisierung vom
DDR zum Prozessor entstehen.
Das Bauteil 0SD3358 ist kompa-
tibel zum duflerst erweiterungs-
fahigen BeagleBone Black Wire-
less mit Linux-Betriebssystem,
konzipiert fiir leistungsstarke
IoT-Anwendungen. Entwickler
konnen die Software auf dem
BeagleBone Black Wireless pro-
totypen und quasi nahtlos und
ohne Leistungsverluste auf kun-

denspezifische Boards mit
0SD3358 SiP iibertragen.
Mouser
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PANEL-PC

AKTUELLE PRODUKTE

Liifterloser 19“-Panel-PC mit Remote-Wartung

Das Besondere des Panel-PCs ist
das optionale iRIS-2400-Modul,
um den Computer remote zu war-
ten und zu verwalten. Es ermog-
licht die Administration auch
ohne installiertes oder laufendes
Betriebssystem.

Ubersichtliche Visualisierung
und Bedienung direkt an der Fer-
tigungs- oder Montagelinie ist
mit dem neuen 19“-Panel-PC Mo-
dell PPC-F19B-BT von COMP-
MALL (Hersteller: IEI Integrati-
on) auch unter schwierigen Um-
gebungsbedingungen moglich.
Im Zuge von Industrie 4.0 werden
immer mehr HMI/MMI-Systeme
benétigt, um bei wachsender
Komplexitdt den Nutzern eine
einheitliche und iibersichtliche
Bedienung zu ermdglichen.
COMP-MALL erweitert sein An-
gebot an Panel-PCs mit dem
Multi-Touch-Panel-PC, Modell
PPC-F19B-BT mit 19“ (5:4) Bild-
schirmdiagonale. Erhdltlich ist
der Industrie-Panel-PC sowohl
mit Resistive Single-Touch oder
Projected Capacitive Multi-
Touch. Die Recheneinheit basiert
auf Intels Celeron J1900 Quad-
core SoC, sowie bis 8 GB DDR3L
SO-DIMM. Die Display-Aufl6-
sung betragt 1280 x 1024 Punkte,
Kontrast 1000:1. Das Modell PPC-
F19B-BT ist mit seinem Metallge-
hduse fiir den rauen Einsatz im

Bild: COMP-MALL

PPC-F19B-BT von COMP-MALL: Panel-PC fiir schwierige Umgebungsbedingun-

gen

industriellen Umfeld konzipiert
und entspricht frontseitig IP65.
Der Panel PC bietet robuste In-
dustriefunktionalitit, Langlebig-
keit und skalierbare Ausstat-
tung.Eine Besonderheit ist das
optionale iRIS-2400 Modul des-
sen Funktion dem iPMI 2.0 ,,In-
telligent Platform Management
Interface” entspricht. Das ,,IEI
Remote Intelligent Management
System* iRIS wird benutzt um
den Computer remote zu warten
und zu verwalten. Es arbeitet un-
abhédngig vom Betriebssystem
und erméglicht die Administra-
tion auch ohne installiertes oder

- Entlastung in Spit
o | e e
- Expertenwissen auf Abruf -

- Zusammenarbeit auf Da

Miinchen - Frank

{ people text
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laufendes Betriebssystem. IRIS
funktioniert aber auch im laufen-
den Betrieb und bietet mehr
Moglichkeiten bei der Wartung
als eine herkémmliche im Be-
triebssystem laufende Verwal-
tungssoftware. IRIS hilft die Aus-
fallzeiten zu minimieren und die
Servicequalitdat zu verbessern
und Kosten zu sparen.Die nach
unten herausgefiihrten indust-
rieoptimierten Ein-/Ausginge
ermoglichen hohe Flexibilitat:
2x Ethernet-Kanéle, SATA 3.0 fiir
2,5“-HDD/SSD-Speichermedium
und mSATA, VGA, HDMI, USB
3.0, USB 2.0 und COM. Fiir Erwei-

terungen besitzt der PPC-F19B-
BT zwei PCle Mini Card Slots.
Wobei ein Slot mSATA unter-
stlitzt, so dass neben dem
2,5“-SATA-Laufwerk ein weiteres
Speichermedium verwendet wer-
den kann.

Als Spannungsversorgung
werden 9 V bis 36 VDC benotigt,
ein Netzadapter wird mitgelie-
fert. Der Temperaturbereich
reicht von minus 10 °C bis 50 °C.
Fiir die schnelle und drahtlose
Kommunikation sind optional
eine Dual Band WiFi IEEE
802.11a/b/g/n/ac bis 5 GHz
Schnittstelle und Bluetooth v4.0
integrierbar.

Grofen Wert wurde auf das
Design gelegt. Die formschéne
ebene Frontoberfliche besitzt
einen schmalen und wenig iiber-
stehenden Rand, dadurch inte-
griert sich der Panel-PC besser in
ein Maschinengehduse oder eine
Anzeigetafel. Verschiedene Be-
festigungsbausdtze und VESA
100 erleichtern die Montage.

Das Produkt ist langzeitverfiig-
bar. Durch das individuelle
COMP-MALL-Versorgungs-/EOL-
Management sowie Direktliefe-
rung, Vorhaltungs-/Abruflager
wird fiir den Anwender Mehrwert
und Kostensenkung generiert.

COMP-MALL

Effektive Informationsvermittlung

Drewer/Ziegler

TECH
NISCHE

Technische
Dokumentation

Ubersetzungsgerechte Texterstel-

lung und Content-Management
527 Seiten, zahlreiche Bilder

2. Auflage 2014
ISBN 978-3-8343-3348-3, 32,80 €

10100

i Weitere Informationen und Bestellung unter
www.vbm-fachbuch.de
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AKTUELLE PRODUKTE

SKYLAKE-H-BOX-PCS

EMBEDDED SYSTEME

Box-PCs mit NVIDIA GeForce GTX

Die Embedded-Box-PC-Serie von
PLUG-IN Electronic mit Intels
Xeon-Core-Prozessor (Skylake-
H) sowie Intels Chipsatz CM236
kann mit den Dual Channel
DDR4 2133 MHz bis zu 32 GB ECC-
Speicher aufnehmen. Beide Box-
PC-Serien verfiigen iiber NVIDI-
As Grafik-Prozessor GeForce GTX
950, NVIDIAs Pascal-Architektur
fiir bis zu sieben unabhingige
HD-Displays bzw. bis 6 unabhén-
gige Ultra-HD-4K-Displays. Meh-
rere SATA III (6 GPs), USB 3.0 (5
Gbps), PoE (1Gbps) LAN und
drahtlose Verbindungen ermog-
lichen eine schnelle Dateniiber-
tragung. Die Rechnersysteme
konnen im erweiterten Tempera-
turbereich von -40 °C bis 60 °C
eingesetzt werden. Eine 10 V bis
36 V Leistungsaufnahme mit 80
V Uberspannungsschutz sowie
die EN50155 und EN50121-3-2 Zer-
tifizierungen sorgen fiir einen
zuverldssigen Einsatz in einer
Vielzahl von Anwendungen, et-

NXP QORIQ

wa als Fahrzeug- oder Bahnrech-
ner, im Gesundheitswesen, fiir
intelligente Steuerungen der In-
dustrie 4.0 / IoT (Internet of
Things) sowie grafikfahigen
Embedded-Computing Applika-
tionen. Die BP-ECS59700-GTX950/
BP-ECS9600-GTX950-Serie bie-
tet mehrere E/A-Module, darun-
ter GigE LAN, SIM, COM, USB 3.0
und isoliertes DIO.

PLUG-IN Electronic

SoMs mit Error Correction RAM

MicroSys erweitert sein NXP-
Layerscape-Architecture-Sys-

tem-on-Modules-Portfolio zu
einer Produktfamilie. Mit den
NXP-QorIQ-CPUs LS1023A, 43A,
46A, 88A lasst sich ein breites
Funktions- und Leistungsspekt-
rum von Embedded-Losungen
mit kompatiblen SoMs gleicher
Baugrofle realisieren. Dazu sind
die CPUs der miriacMPX-LS10xx-
Module mit 2 - 8 ARM Cortex A53
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(LS1023A, 43A, 88A) bzw. Cortex
A72(LS1046A) 64-bit Kernen aus-
gestattet. Die Layerscape-Archi-
tektur bietet nun auch fiir ARM
Cortex basierte Systemdesigns
ein breites I/0-Spektrum, flexi-
bel konfigurierbar und mit ho-
hem Datendurchsatz. Die LS10xx
ARM CPUs haben dariiber hinaus
ein Error Correction RAM Inter-
face, eine Funktion, die bislang
noch nicht Standard ist fiir lang-
zeitverfiighare ARM Cortex CPUs.
Damit sind nun auch mit dieser
Architektur sichere Speicherde-
signs moglich, was den Einsatz
von ARM-basierten SoCs, gerade
in den sicherheitsgerichteten
Anwendungsdomdnen ermog-
licht. Erstmals wird NXPs QorIQ
Layerscape (ARM) Architektur
und die Power Architecture (Po-
werPC) mit demselben Modul-
Formfaktor unterstiitzt.

MicroSys
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Bei Software fiir kritische Systeme kann es keine Kompromisse bei
Safety, Security und Zuverldssigkeit geben. Die Bedeutung von Unter-
nehmen wie Green Hills Software wird daher weiter zunehmen.

hristopher Smith, Vice President Mar-

keting von Green Hills Software, wagt

einen Blick in die Zukunft der Soft-
wareentwicklung fiir eingebettete Systeme.
Die wachsende Komplexitdt dieser Systeme
und ihre Vernetzung im Internet der Dinge
riickt die Sicherheit und Zuverldssigkeit der
Embedded-Software in den Fokus.

Wie verdndert sich Green Hills Software mit

den Marktanforderungen?
Green Hills Software differenziert sich auf-
grund einer langen Historie, unseren Kun-
den mit den von ihnen benétigten Produk-
ten, Services und Kompetenzen zu helfen,
zuverldssige Software zu entwickeln, oft-
mals auf dem hochsten Level von Safety
und Security. Seit der Griindung im Jahr
1982 haben wir uns stets auf die Entwick-
lung und Lieferung von hochwertiger und
zuverldssiger Technik fiir die anspruchs-
vollsten Entwickler fokussiert. Wir belie-
fern sie mit den besten Produktivititstools
zur Programmierung und dem leistungs-
fahigsten Embedded-Software-Entwick-
lungsprozess, und trainieren sie in der
Benutzung.
Auch 2017 werden wir unsere Engineering-
Teams weiter vergrofiern, sowohl in den
Vereinigten Staaten als auch in Europa.
Damit wollen wir die Nachfrage nach dem
Einsatz unseres Echtzeit-Betriebssystems
INTEGRITY und der INTEGRITY Multivisor
Secure Virtualisierung decken, die eine
vertrauenswiirdige Softwarebasis fiir Sys-
teme in den Bereichen Automotive, Avio-
nik, Internet der Dinge (IoT), Transport,
Medizintechnik und Telekommunikation
bieten. Zusammen mit unserer hundert-
prozentigen Tochter INTEGRITY Security
Services (ISS) verbessern wir die Sicher-
heitstauglichkeit vom Embedded-Gerit bis
zur vernetzten Infrastruktur. Firmen wie
Green Hills, die jahrelange Erfahrung da-
rin haben, komplexe Probleme im Bereich
Safety und Security zu 16sen, werden in
Zukunft eine bedeutendere Rolle spielen.
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Welche Geschéftsbereiche werden in lhrem

Unternehmen mittel- bis langfristig eine

stdrkere Rolle spielen?
Uber das letzte Jahrzehnt hinweg gab es
eine immer stdrkere Nachfrage nach unse-
rer Expertise im Bereich des fehlerfreien
Entwurfs, der Entwicklung und der Imple-
mentation von fortschrittlichen elektroni-
schen Systemen. Deshalb haben wir unse-
re Beratungstatigkeit, Zertifizierungs-
dienstleistungen und unsere Engineering-
und Ausbildungsressourcen erweitert.

Welche neuen Markte adressiert Ihr Unter-

nehmen jetzt und in der Zukunft?
Mit der weitverbreiteten Konnektivitat, die
heute Embedded-Systeme auszeichnet,
und die durch das Internet der Dinge noch
beschleunigt wird, ist Sicherheit kein op-
tionales Extra mehr. Komplexe Embedded
Software sicher zu machen, ist eine grof3e
Herausforderung. Eine Methode, um All-
zwecksoftware, einschliefllich Open-Sour-
ce-Software wie Embedded-Linux und
Android, in sicherheitskritische Anwen-
dungen zu portieren, ist die Systemvirtu-
alisierung. Ist diese korrekt implementiert,
isoliert sie die sicherheitskritischen Kom-
ponenten von den unkritischen. Aller-
dings bedingt Virtualisierung nicht auto-
matisch Sicherheit. IThre Komplexitdt kann
Sicherheitsschwachstellen einfiihren, da
nicht alle Produkte und Technologien zur
Virtualisierung gleich erstellt werden. Das
ist ein sehr fordernder Bereich. Entwickler
sollten sich fachkundige Unterstiitzung
suchen.
Mit Hilfe der Virtualisierung kénnen kom-
plexe Teilsysteme in einer virtuellen Ma-
schine unter Kontrolle eines sicherheits-
technisch bewerteten Hypervisors wie dem
INTEGRITY-Multivisor laufen. Anders als
bei einem traditionellen Hypervisor kon-
nen unter einem sicherheitstechnisch be-
werteten Hypervisor native Echtzeit-Si-
cherheitsanwendungen ebenso laufen wie
Gastbetriebssysteme. Die strikte Zuteilung

von Ressourcen und die Schutzmechanis-
men des Hypervisors stellen sicher, dass
die virtuelle Maschine und ihre zugehori-
gen Applikationen keinen Einfluss auf die
Ausfiihrung von kritischen Applikationen
nehmen konnen.

Das INTEGRITY-Betriebssystem stellt eine
funktional sichere Plattform auf der Hard-
ware zur Verfiigung, so dass Ingenieure
ihre Produkte entwickeln und sie von ih-
rem Mitbewerb differenzieren konnen. Die
Plattform muss auch die Infrastruktur fiir
die kryptografischen Schliissel zur Au-
thentifizierung und Verifizierung zur Ver-
fiigung stellen, um es etwa zu erlauben,
dass ein wichtiges Softwareupdate emp-
fangen, authentisiert und im System ins-
talliert werden kann. Das ist ein grofles
Wachstumsfeld, speziell in der Automobil-
industrie, wo eine weltweite Infrastruktur
zur Authentisierung und sicheren Auslie-
ferung von Software an jedes Steuergerét
im Fahrzeug beno6tigt wird — in der Produk-
tion oder beim Hindler, aber auch Over-
the-Air direkt aufs Fahrzeug.

Ein weiterer neuer Wachstumsbereich ist
Big Data und die Kommunikation von Au-
to zu Auto und vom Auto zur Infrastruktur.
Green Hills Software liefert Losungen fiir
Safety und Security fiir die Steuerelektro-
nik und die Infrastruktur fiir Public-Key-
Anmeldeinformationen. Wir arbeiten eng
mit der Automobilindustrie zusammen,
um uns auf die Forderung des US-Ver-
kehrsministeriums nach baldiger Ausriis-
tung aller neuen Autos mit Transpondern
zur Ubertragung von Sicherheitsnachrich-
ten vorzubereiten. Empfangene Nachrich-
ten werden durch das Advanced Driver
Assistance System (ADAS) interpretiert,
um die Sicherheit des Fahrers signifikant
zu erh6hen. Das INTEGRITY-Betriebssys-
tem und die Middleware schiitzen die Be-
triebssicherheit dieses Netzwerkes, indem
sie verhindern, dass Hacker Bordelektro-
nik und Nachrichten kompromittieren. ISS
ist dabei die Zertifizierungsautoritat und
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Die Zukunft liegt in der Software:
Christopher Smith, Vice President




der Anbieter von V2X und C2X Produk-
tions-Zertifikaten.

Zugleich wird Green Hills sein Angebot an
Kernprodukten aushauen und verbessern.
Die Compiler von Green Hills und der MUL-
TI TimeMachine-Debugger bleiben die
entscheidenden Komponenten eines Ent-
wicklungsprojektes. Die Green-Hills-Com-
piler kénnen kleineren, schnelleren und
sichereren Code generieren. Der TimeMa-
chine-Debugger mit der SuperTrace Probe
erlaubt die Aufzeichnung und Wiedergabe
von Systemausfallsszenarien, und damit
Back-in-Time-Debugging, um komplexe
Fehler schnell eliminieren zu kénnen. Die
sorgfaltige Auswahl von Entwicklungs-
Tools bleibt wichtig, da diese maximalen
Einfluss auf die Produktivitadt des Entwick-
lers und die Time-to-Market haben. Und
fiir Systeme, die ein Sicherheitszertifikat
benotigen, ist die Green-Hills-Entwickler-
suite nach den strengsten Sicherheitsstan-
dards qualifiziert.

Wie haben sich aus lhrer Sicht die Kunden-

anforderungen verdandert und wie werden

sich diese in der Zukunft entwickeln?
Aus einer Vielzahl von Griinden werden
wir gebeten, mehr kundenspezifische Ent-
wicklungen und Beratung anzubieten. Ein
Bereich davon ist die funktionelle Sicher-
heit, wo Bedarf an Beratung und Lieferung
von zertifizierten Sicherheitsplattformen
besteht. Das geht vom Automobilbereich,
der Bahntechnik iiber die Industrie bis hin

MEILENSTEINE

DER ELEKTRONIK

Mobilitdt zdhlt: Christopher Smith kennt die Anfor-
derungen von Entwicklern im Automotive- und im
Luft- und Raumfahrtsegment.

zur Medizintechnik und zu Smart Energy.
Es gibt auch eine erh6hte Nachfrage nach
unserer Sicherheitsexpertise und nach der
Steigerung der Produktivitdt von Entwick-
lern und der Reduktion der Produkteinfiih-
rungszeit. Und schliefllich kénnen wir
erwarten, dass die Regierungen von Her-
stellern elektronischer Produkte eine ver-
starkte Haftung verlangen und vorschrei-
ben, dass diese Sicherheits-Industriestan-
dards einhalten, die noch strenger sind als
heute iiblich.

The DLM Enterprise Security Infrastructure Protects Digital Assets Across all Lifecycle Phases

V2x/ c2X

Internet

==
-_E

Q
'# @?T

Device Lifecycle Management: Das DLM stellt die Infrastruktur zur Verfiigung, die notwendig ist, sichere
Gerdite stets auf dem aktuellen Stand zu halten, etwa mit digitalen Signaturen.
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Bild: Robert Redfield/Green Hills Software

Bild: Green Hills Software

£ Wiesehen Sie die Verlagerung von Hardware

zu Software und was bedeutet das fiir Ihr

Unternehmen?
Wenn wir uns die Industrie ansehen, fin-
det der Trend zur Implementierung von
Funktionen in Software statt in Hardware
bereits seit mehr als einem Jahrzehnt statt.
Die Entwicklung der Hardware hat sich
nicht verlangsamt und liefert weiterhin
steigende Leistung bei zunehmender Bau-
teildichte, kleinerer Leistungsaufnahme
und kleinerem Platzbedarf. Mit jeder Uber-
arbeitung der Prozessorarchitektur kom-
men neue und verbesserte Hardwarefunk-
tionen, die Anwendungen effizienter ma-
chen. Verbesserte Sicherheitsfeatures be-
reits auf dem Silizium in Verbindung mit
normierter Kryptografie sorgen fiir die
Vertraulichkeit des Systems, die Authen-
tifizierung und die Integritat. Sicherheit
kann aber nur durch die richtige Soft-
warearchitektur und die richtigen Kompo-
nenten erreicht werden.
Green Hills Software hat seit Jahren das
optimale Betriebssystem fiir diese komple-
xen Systeme entwickelt und geliefert,
ebenso wie die zugehorige Software-Ent-
wicklungsumgebung, um die Komplexitat
handhabbar zu machen und um die Time-
to-Market zu reduzieren.

Wie bedeutend ist das Internet der Dinge fiir

Ihr Unternehmen und wie unterstiitzen Sie

diese Entwicklung?
Das Internet der Dinge umfasst ein breites
Spektrum an vernetzten Gerdten, das von
einfachen Endgeraten bis hin zur globalen
Infrastruktur reicht. Unser Unternehmen
hat iiber viele Jahre hinweg mit unseren
Kunden zusammengearbeitet, um das
grundlegend sichere und zuverldssige
Operationssystem zu liefern, ebenso wie
die Virtualisierung, Middleware und die
Expertise, um sichere Gerite zu entwi-
ckeln. ISS erweitert unser Angebot zur
Lieferung von durchgdngigen, mehr-
schichtigen Embedded-Sicherheitslésun-
gen, um intelligente Gerite und ihre Lie-
ferkette innerhalb des Internets der Dinge
zu schiitzen. Wir sehen hier auch eine Er-
weiterung auf andere Markte.

Safety und Security gelten als technische

Treiber in einer zunehmend vernetzten Welt.

Was bedeutet das fiir Ihr Unternehmen?
Die Entwicklung des INTEGRITY-Betriebs-
systems 1997 hat die Firma verdndert, die
verfiighare Tiefe von Losungen und die
Fahigkeit, Kunden zu erreichen, drama-
tisch gesteigert und es ihr erlaubt, in neue
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Mirkte zu gehen. Ein aktuelles Beispiel
gibt esim Automobilbereich, wo eine Kom-

Guest Operating Systems
bination aus leistungsfahiger Funktiona-

Safety or Security Critical Functions

Bild: Green Hills Software

litdt, wie 3D- und 4k-Multimedia und | — ——---ny -- st T Aeioisariy . | In-Vehicle | | Domain
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und wo Safety und Security von absolut
entscheidender Bedeutung sind. Hard-
ware-Trends, speziell Multi-Core, begiins-
tigen solche Systeme mit gemischter Kriti-
kalitat. Das INTEGRITY RTOS bildet dabei
die vertrauenswiirdige Softwaregrundla-
ge, um die unterschiedlichen Auslastun-
gen handhaben zu kénnen, die praktisch
in jedem 32/64-Bit-Embedded-System be-
notigt werden.

Innerhalb der Automobilindustrie gehen
die Trends in Richtung intelligentes Fah-
ren, softwaregesteuerte Cockpits und si-
cher vernetzte Fahrzeugen. Die Konsolidie-
rung von Hardware und Software auf einer
einzigen, skalierbaren Plattform eroffnet
zahlreiche Moglichkeiten und spart Mate-
rialkosten, wahrend gleichzeitig die Kom-
plexitdt handhabbarer wird und somit der
hochstmogliche Level von Safety und Se-
curity erreicht werden kann. Heute wird
das INTEGRITY RTOS weltweit in Zig-Mil-
lionen Autos eingesetzt.

Welche technischen Herausforderungen und

Chancen sehen Sie fiir Ihr Unternehmen?
Die grofiten Herausforderungen sind Le-
gacy-Systeme und Schwerfalligkeit. Es gibt
nach wie vor viele elektronische Produkte,
die die Vorteile moderner Hardware und
Softwaretechniken aufgrund des grofien
Umfangs der bereits bestehenden Codeba-
sis nicht ausnutzen. Zusétzlich sind die
Anforderungen an die Sicherheitszertifi-
zierung, mit wenigen Ausnahmen, deut-
lich schwécher, als sie sein konnten und
sein miissten. Das ldsst nicht nur unsere
kritische Infrastruktur Hackern gegeniiber
ungeschiitzt, sondern schreckt auch Ent-
wickler ab, Anderungen umzusetzen.
Dennoch gehen die Technologietrends in
eine Richtung, die genau mit dem iiberein-
stimmt, was Green Hills anbietet: Entwick-
lern zu helfen, die Komplexitat ihrer elek-
tronischen Systeme zu managen, um die
beste Leistung, die geringsten Kosten und
absolute Sicherheit und Zuverldssigkeit zu
erreichen.

Welche Entwicklungen sehen Sie dariiber
hinaus fiir lhr Unternehmen?
Unser Prasident und CEO, Dan O“Dowd,
hat schon oft angemerkt: ,,Software zu
entwickeln, die weder gehackt werden
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Konsolidierung im Auto: Das Echtzeitbetriebssystem INTEGRITY und der INTEGRITY-Multivisor erlauben es,
sicherheitsrelevante und weniger kritische Anwendungen auf einer Hardware-Plattform auszufiihren.

»Ohne stetig
weiterentwickelte Software-
Tools werden Verbraucher
mit abstiirzender Software,
Sicherheitsliicken und triiger
Leistung konfrontiert sein. “
Christopher Smith

kann, noch ausfillt, ist kein Traum — das
ist Wirklichkeit.“ Bei Green Hills Software
haben wir mit unseren Kunden von Beginn
an daran gearbeitet, viele der Systeme zu
entwerfen, zu implementieren und zu zer-
tifizieren, von denen wir jedes Mal abhan-
gen, wenn wir ein Flugzeug oder einen Zug
besteigen, oder uns in unser Auto setzen.
Ohne stetig weiterentwickelte Software-
Tools werden Verbraucher mit abstiirzen-
der Software, Sicherheitsliicken und trager
Leistung konfrontiert werden.

Wir haben die nachgewiesene Expertise,
die kritische Technologie zu schaffen, die
notwendig ist, um zuverldssige, fehlerfreie
und leistungsfahige Software zu produzie-
ren. Entwickler vertrauen darauf, dass wir
sie mit den Tools und Methoden versorgen,

die nétig sind, um Software in unserer sich
stetig weiterentwickelnden Welt zu schrei-
ben und zu debuggen.

Beziiglich Safety, Security und Zuverlas-
sigkeit gibt es keine Abstriche. Kompro-
misse bei der Entwicklung von Systemen,
die das Potential zum Verursachen von
Schédden haben, sind v6llig inakzeptabel.
Trotzdem lesen wir jeden Tag wieder von
Schwachstellen in Systemen. Viele davon
durch einen bosartigen Angriff, aber auch
durch Software-Bugs oder schlecht ge-
schriebenen Code.

Die benétigte Kombination von Sicher-
heitszertifizierung, sicherer Vernetzung,
mehreren Betriebssystemen und anderer
Third-Party-Software, immer unter Ver-
wendung von Multicore-Prozessoren, stellt
eine komplexe Umgebung dar und schlief3t
oft unser INTEGRITY RTOS, unsere INTE-
GRITY Multivisor Secure Virtualisierung,
kryptografische Bibliotheken und Ent-
wicklungsdienstleistungen ein. Ein festge-
legter und systematischer Ansatz wird
benoétigt, um erfolgreich zu sein. Diese Art
der Komplexitiat wird immer hdufiger in
High-End-32/64-Bit-Embedded-Systemen
zu finden sein. Und dieser Trend wird sich
fortsetzen.

(Ubersetzung: Richard Oed) //FG

Green Hills Software

www.meilensteine-der-elektronik.de
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.Meine Kollegen und ich sind uns einig, dass wir dank der Schulung
zukiinftig mit anderen Augen unsere Kabel konstruieren werden und die
Qualitat unserer Kabelkonfektionére viel besser beurteilen kénnen.”

Dies ist ein Auszug eines Statements zu einer kiirzlich durchgefiihrten Inhouse-Schulung
.Kabelkonfektion”.

Neu im Programm

Kabelkonfektion Grundlagen

30.-31.05.2017 Rottenburg/N.
27.-28.09.2017 Stuttgart

Das neu im FED-Weiterbildungsprogramm aufgenommene 2-Tageseminar
.Kabelkonfektion Grundlagen” vermittelt nicht nur Basisinformationen aus
den géngigen Bereichen der Kabelkonfektion.

So wird auf die Anforderungen an die Produktion, an Produktionsmittel
und schlieBlich an die Qualitdt eingegangen. Es werden Abnahmekrite-
rien und Abnahmeforderungen nach IPC/WHMA-A-620 aber auch nach
geltender europdischer Normung umrissen. Im technischen Teil geht es
um Begriffe wie Kabel und Leitungen sowie deren Herstellung.

Sind lhnen die Begriffe Ablangen, Abmanteln und Abisolieren bekannt und
die damit verbundenen qualitativen Anforderungen? Kennen Sie die gén-
gigen Crimp-Techniken und welche Fehler Sie beim Crimpen auf jeden Fall
vermeiden sollten? Was gilt es beim Léten und Verzinnen zu beachten?
Welche Ausriistung, Lot, Fluxer kommen in Anwendung? Und dann sind da
noch die Montage von Baugruppen und Steckverbindern, der Isolations-
schutz, die Fixierung und die Kennzeichnung.

Fiir alle angesprochenen Technologien vermittelt Ihnen der Referent die
Anforderungen zur richtigen Bewertung der produzierten Produkte.

lhr Interesse ist geweckt — Wir freuen uns auf Sie!

Sie wiinschen eine Inhouse-Schulung?
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Bild: © Silvano Rebai/Fotolia.com
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Der Embedded Software
Engineering Kongress 2017:
4. bis 8. Dezember

Sehen wir uns?

11118

Riickblick 2016 und Newsletter unter: www.ese-kongress.de

ESE Kongress — Ideen entwickeln, Profis treffen, Losungen finden.

Der Embedded Software Engineering Kongress mit tiber 1100 Teilnehmern ist die groRte deutschsprachige Veranstaltung,
die sich ausschlieBlich der Entwicklung von Geréte-, Steuerungs-, und Systemsoftware fiir Industrie, Kfz, Telekom sowie
Consumer- und Medizintechnik widmet. Vom 4. bis 8. Dezember trifft sich die Embedded-Software-Branche wieder in

Sindelfingen — wir freuen uns auf Sie! m
Danke an alle Aussteller und Sponsoren 2016: ”
AdaCore, agosense, aicas, ARM, Avnet Silica, Axivion, bbv Software Services, Eclipseina, ELEKTRONIKPRAXIS,

Embedded Software Engineering Kongress

Embedded Tools, Embedded Wizard, emmtrix Technologies, emtrion, EVOCEAN, Express Logic, froglogic, Green
Hills Software, Hitex, IAR Systems, IBM, IMACS, Infineon Technologies, iSyst Intelligente Systeme, iSYSTEM,

Lauterbach, LieberLieber Software, linutronix, Logic Technology, Luxoft, MathWorks, Mentor Graphics, MicroConsult,
MicroSys, Model Engineering Solutions, oose Inovative Informatik, Parasoft, PikeTec, PLS Programmierbare Logik &
Systeme, PROTOS, QA Systems, QNX Software Systems, Razorcat Development, Renesas Electronics, RST Industrie

Automation, RTI Real-Time Innovations, SMDS /Universitdt Augsburg, Synopsys, SYSGO, Tasking, Vector Software,
Verifysoft Technology, Verum, Willert Software Tools, WITTENSTEIN, XiSys Software 4. bis 8.12.2017 in Sindelfingen

Hauptsponsoren 2016 Veranstalter

o o FyvYs ELEKTRONIK
axivion 2%, Renesas RRAXIS  m&MicroConsurr

stopping software erosion SOFTWARE i
Akademie
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Smarte Technologie riistet den
stationaren Handel fiir die Zukunft

Der stationdre Handel befindet sich in einer interessanten, aber zu-
gleich auch schwierigen Phase. Doch er hat reelle Chancen, sich auch
gegeniiber Online-Riesen zu etablieren.

igitale Vertriebskanile ziehen in vie-
len Branchen Marktanteile von den
klassischen Ladengeschiften ab.

Wie Kundendaten dem Handel
nutzen konnen

Handler versuchen, der digitalen Konkur-
renz mit einem immer persénlicheren Ein-
kaufserlebnis zu kontern, Angebot und Be-
ratung werden moglichst individuell auf die
Kunden zugeschnitten.

Hierbei sind Daten die grundlegende Basis
aller aktuellen Trends im Handel. Ob aus-
fiihrliches Fachwissen iiber die Produkte
oder die Shopping-Historie des Kunden —
iiber die zunehmende Vernetzung im Rah-
men des Internets der Dinge (Internet of
Things; IoT) entstehen riesige Datenfluten,
deren Analyse und Auswertung diese Infor-
mationen umfassend liefern konnen.

Dank der neuesten Technik von Intel do-
kumentieren Sensoren und Sender beispiels-

weise liickenlos, an welchem Ort und in
welchem Zustand sich die Ware gerade be-
findet.

Leistungsfdhige Server ent-
schliisseln die Rohdaten

Das Verkaufspersonal kann vernetzte Ta-
blets im Beratungsgesprach nutzen und so
den aktuellen Stand iiber Verfiigbarkeiten
und Preise sowie einen detaillierten Uber-
blick iiber die Produktfeatures erhalten.

Digitale Outfitberatung: Uber einen interaktiven Touchscreen kann der Kunde direkt mit einem Verkéufer kommunizieren und sich beispielsweise eine andere Gréfe
in die Kabine bringen lassen.
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Hinter den Kulissen arbeiten leistungsfa-
hige Server und Algorithmen daran, aus den
Rohdaten leicht nutzbare Hinweise und Hil-
festellungen zu generieren. Unabhéngig da-
von, wie man die derzeitige Phase des Han-
dels bezeichnen moéchte, wird eines deutlich:
Am besten meistern Retailer diese branchen-
iibergreifende Entwicklung durch den Ein-
satz von effizienter Technologie.

Neue smarte Technologien fiir
den Handel

Der vermehrte Einsatz von Technik im Ein-
zelhandel klingt zundchst nicht nach einem
personlichen und einzigartigen Einkaufser-
lebnis. Allerdings liegt die Zukunft des stati-
ondren Handels genau darin: Der Besuchim
Einkaufszentrum soll fiir Kunden so ange-
nehm wie moglich gestaltet werden und der
Shopping-Spafd im Vordergrund stehen. Un-
ternehmen nutzen daher immer haufiger aus
dem Internet der Dinge gewonnene Daten fiir
immer individuellere Einkaufserlebnisse.

Hundertprozentige Genauigkeit
der Lagerbestdande

Zum ersten Mal wird via IoT eine nahezu
100-prozentige Genauigkeit der Lagerbestdn-
de erzielt. Intel liefert hardware- und soft-
wareseitig die entsprechenden Technologi-
en. Mit RFID-Sensoren ausgestattete Waren
konnen unkompliziert iiber Intels Retail-
Sensor-Plattform nachverfolgt werden. Sie
sammeln Daten iiber das Produkt, zum Bei-
spiel den Weg vom Lager zur Verkaufsflache
und in die Umkleidekabine. Uber Cloud-
basierte Analysetechniken werden diese
Informationen nahezu in Echtzeit ausgewer-
tet und direkt in wichtige Erkenntnisse tiber
Lagerbestdande, Kundenaufkommen und die
ortliche Nachfrage umgewandelt.

Nutzung der Sensordaten bei
Levi Strauss

Levi Strauss & Company gehort zu den ers-
ten, die diese Technik bereits in ihrem Ge-
schéft in San Francisco in die Praxis umge-
setzt haben. Aus den generierten Sensorda-
ten konnten innerhalb kiirzester Zeit erste
messhare Erfolge erzielt werden: Umsatzein-
buflen durch verlegte oder vergriffene Pro-
dukte wurden mafigeblich reduziert. Zudem
stieg die Kundenzufriedenheit signifikant.
Wichtigster Gewinn war allerdings ein tiefe-
res Verstandnis fiir die Motivation der Kun-
den, welche Aktionen letztendlich zum Kauf
gefiihrt haben.

Die Real-Sensor-Plattform von Intel liefert
mittels Heatmaps von Kundenbewegungen
und Videoanalysen detaillierte Einblicke in
das Kaduferverhalten. Die Plattform infor-
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Bestandsaufnahme: Durch die Miniaturisierung
von intelligenten Sensoren haben Unternehmen
die Moglichkeit, prizise Bewegungsmuster ihrer

Produkte zu erstellen.

miert den Verkdufer zudem iiber den aktuel-
len Warenbestand und den Lagerort. Deswei-
teren kann der Verkdufer dem Kunden indi-
viduell und schnell bei der Suche nach be-
stimmten Produkten helfen.

Digitale Qutfitberatung in der
Umkleidekabine

Aber nicht nur auf der Verkaufsflache und
im Lager sind die RFID-Sensoren von Vorteil
— auch in der Umkleidekahine erméglichen
sie ein vollig neues Einkaufserlebnis. Uber
einen interaktiven Touchscreen kann der
Kunde in der Umkleidekabine direkt mit ei-
nem Verkdufer kommunizieren und sich
beispielsweise eine andere Gréfle in die Ka-
bine bringen lassen. Desweiteren erhalt der
potenzielle Kaufer eine digitale Outfitbera-
tung. Dies ist bereits heute in ersten Pilotpro-
jekten verfiigbar.

Der MemoryMirror, ein elektronischer
Spiegel auf Basis neuester Intel-Technologie,
wird durch Gesten gesteuert und visualisiert
verschiedene Outfits am Kunden. So kénnen
Kaufer iiberpriifen, was ihnen am besten
steht, bevor der Artikel gekauft wird. Im Hin-
tergrund arbeitet die Intel-RealSense-Tech-
nik, eine Kamera mit 3D-Funktion. Ein chi-
nesischer Schmuckhersteller nutzt die Tie-
fenerkennungstechnologie bei seinem ,,Ma-
gic Mirror“: Zu Beginn wurden verschiedene
Présentationsschatullen miteinander kom-
biniert. So kann die ausgesuchte Kette mit-
hilfe eines ,, virtuellen Spiegels“ an den Hals
des Kunden projiziert werden, lebensecht
und ohne das tatsachliche Produkt zu beriih-
ren.

Von diesen Lésungen konnen Handler und
Kunden gleichermaf3en profitieren. Die La-
denflache wird optimal bestiickt. Damit ist
Ware nie vergriffen und wird stets exakt nach
Bedarfbestellt. Gr6f3en und Farben der Klei-
dungsstiicke befinden sich immer an der
richtigen Stelle, weil das Personal die Ware
dank elektronischer Unterstiitzung am Kkor-
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Digitales Einkaufserlebnis: Via Tablet ldsst sich etwa die Verfiigbarkeit weiterer Produkte, beispielsweise

einer Tasche in einer anderen Farbe, abrufen.

rekten Platz einsortiert. Dass diese Technik
im Hintergrund zudem Fehlerquellen und
Versdumnisse der Handler reduziert, bemer-
ken sie nicht einmal.

Egal, ob digital oder analog,
der Kunde bleibt Kénig

Eine Innenstadt ohne Ladengeschifte —
dasist auch fiir die progressivsten Zukunfts-
forscher unvorstellbar. Auf lange Sicht wird
der stationdre Einzelhandel weiterhin zum
gewohnten Bild in den Fu3gdngerzonen und

Einkaufsstraflen gehtren. Wie die Geschifte
kiinftig operieren, was sie anbieten und wel-
che Services die Kunden erwarten konnen,
zeichnet sich schon heute ab.

Der Onlinehandel boomt und zieht in vie-
len Branchen an klassischen Ladengeschéf-
ten vorbei. Doch bei allem Kampf um Markt-
anteile und Umsétze, trotz des Kostendrucks
und hauchdiinner Margen — der Kunde bleibt
Ko6nig. Die potenzielle Kduferschaft ist ver-
starkt auf der Suche nach einzigartigen
Shopping-Erlebnissen, erwartet mehr Ser-

Retail 4.0, Chancen fiir den Handel von Morgen

Schnelle und allgemein verfiighare Kom-
munikationskanéle verandern den Han-
del grundlegend. Der grof’e Trend heif3t
»Retail 4.0“. Kaufentscheidungen ver-
lagern sich zunehmend in die virtuelle
Welt, Preisvergleiche stehen in Sekun-
denbruchteilen zur Verfiigung, sowohl
regional als auch {berregional. Gleich-
zeitig suchen Kunden verstarkt nach ei-
nem individuellen Kauferlebnis vor Ort.
Die Maker-Szene, die Produkte in Hand-
arbeit fertigt und Kleinstserien verkauft,
oder der Trend hin zu Produkten aus der
Region sind plakative Beispiele fiir eine
verdnderte Einkaufsrealitat.

Fur das Zeitalter ,,Retail 4.0“ ist nach
einer Studie von BearingPoint und dem
IIHD Institut heute weniger als eines
von zehn Handelsunternehmen geriis-
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tet. Wenn diese den neuen Stromungen
gerecht werden wollen, bendtigen sie
die Unterstiitzung von effizienten, intel-
ligenten IT-Systemen. Um den Kunden
ein optimal auf dessen Bediirfnisse ab-
gestimmtes Angebot prdasentieren zu
konnen, ist es zwingend notwendig zu
wissen, was der Kunde genau mochte
und wonach er sucht.

Die Datenbasis in Kombination mit Big-
Data-Analysetechnik erweist sich hierfiir
als entscheidend. Bob Dormon, Techno-
logy Specialist bei Intel, ist Gberzeugt
davon, dass bislang nur eine Minderheit
der Einzelhandler die Moglichkeiten von
Big Data effektiv nutzen. Auch Intel ver-
folgt diese Entwicklung aufmerksam, um
den Handel mit seinen Technologien fiir
die Zukunft fit machen zu kdonnen.

Bild: Intel

vice, bessere Preise und moglichst individu-
elle Angebote.

Mit Technik das Einkaufserleb-
nis im Geschift verbessern

Allerdings hat die Mehrzahl der Einzel-
hidndler diese Technik bislang kaum einge-
setzt, um das Einkaufserlebnis fiir den Kun-
den zu verbessern. Nur wenige Retailer ver-
fiigen zum Beispiel {iber eine effiziente Be-
standsiiberwachung, damit fehlende Gréf3en
rechtzeitig nachbestellt oder vom Lager auf
die Fldache gerdumt werden kénnen.

Damit ein Ladengeschéft zukiinftig sowohl
konkurrenzfahig als auch fiir Kunden attrak-
tiv bleibt, braucht es keine Wunder — das
Stichwort heif3t Omnichannel. Alle Produkt-
sowie Kundendaten werden zu einem ein-
heitlichen Datensatz synchronisiert und
stehen dem Handler unmittelbar wahrend
des direkten Kundenkontakts zur Verfiigung.
Dazu zdhlen beispielsweise Preisangaben
sowie aktuelle Informationen zu Bestand,
Lieferfahigkeit und Lieferdatum. Zudem kon-
nen alle Informations- und Kaufentschei-
dungswege der Abnehmer in diesem Daten-
satz gebiindelt und gesamtheitlich betrach-
tet werden.

loT als Basis fiir den erfolgrei-
chen Einzelhandel der Zukunft

Heatmaps, Videoanalysen, IoT und Big
Data - das klingt wie aus dem Labor eines
High-Tech-Startups und nicht nach Regalen,
Kleiderstapeln und einer Ladenkasse. Doch
der Handel gilt nicht umsonst weltweit als
eine der innovativsten Branchen. Online-
Riesen wie Amazon oder Zalando waren
durch ihre disruptiven Geschaftsmodelle fast
im Alleingang dafiir verantwortlich, dass
sich das Internet als echte Shopping-Alter-
native im tdglichen Leben durchgesetzt hat.
Grundlage dafiir sind zum einen die Daten
selbst und zum anderen die Handlungen, die
Unternehmen aus der Analyse der Daten ab-
leiten.

Hier kommt Big Data Analytics ins Spiel,
das im Handel mittlerweile — nicht nur bei
Online-Retailern — nach Kriften genutzt
wird. Intel liefert durch die extrem leistungs-
fahigen Xeon-Prozessoren, die in vielen Ser-
vern von Handelsunternehmen verwendet
werden, die Basis fiir schnelle und aussage-
kraftige Analysen. Intelligent aufbereitete
Daten beschleunigen Entscheidungen, ver-
mindern Fehler und bringen zahlreiche ope-
rative Vorteile fiir Marketing, Vertrieb und
Interaktion mit den Kunden mit sich. So las-
sen sich Lagerhaltungen durch Datenanaly-
se optimal auf den Warenfluss abstimmen,
Sonderangebote an Trends bei besonders
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Evolution im Handel
durch das loT

Bei der Erzeugung der Daten kommt
das Internet der Dinge (Internet of
Things, loT) ins Spiel. Durch die Mini-
aturisierung von intelligenten Senso-
ren haben Unternehmen die Moglich-
keit, prazise Bewegungsmuster ihrer
Produkte zu erstellen.

Den Warenfluss stets im Blick
Die Retail-Sensor-Plattform von In-
tel ist ein angewandtes Beispiel
fur eine solche Losung. Sie verfolgt
Waren vom Lager auf die Verkaufs-
flaiche und weiter in die Umkleide-
kabine per RFID-Sensor. Uber Cloud-
basierte Analysetechniken werden
diese Informationen nahezu in Echt-
zeit ausgewertet und direkt in wichti-
ge Erkenntnisse liber Lagerbestande,
Kundenaufkommen und die ortliche
Nachfrage umgewandelt.

nachgefragten Produkten in Echtzeit aus-
richten und die passenden Produkte fiir Kun-
den erkennen und anbieten.

Der lokale Handel hat Chancen
gegeniiber Online-Riesen

IoT-Entwicklungen im Handel stehen noch
am Anfang. Dabei ist es bereits heute mog-
lich, das Verkaufspersonal mit mobilen End-
gerdten und einer intuitiven Dashboard-
Benutzeroberfldche auszustatten. So haben
sie jederzeit direkten Zugriff auf die neuesten
Informationen iiber jedes Produkt.

Die Bereitschaft, den Kampf gegen die
Online-Riesen mit innovativer Technologie
aufzunehmen, ist in den letzten Monaten
deutlich gestiegen. Dem stationdren Handel
wird bewusst, dass er in Zukunft so viele
smarte Hilfsmittel wie moéglich einsetzen
sollte, um Kunden in seinen Geschéften zu
halten und verloren gegangenes Potenzial
zurilickzugewinnen.

Ein effektiver und datenbasierter Ge-
schiftsbetrieb ist dazu zwingend notwendig,
um die vorhandenen Ressourcen optimal zu
nutzen und die Weichen fiir eine erfolgreiche
Zukunft zu stellen. // MK

Intel
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Wie Unternehmen dank Finetrading
flexibler agieren konnen

Es ist eine klassische Herausforderung fiir produzierende Unterneh-
men: Zwischen dem Einkauf von Material oder Rohstoffen und der
Rechnungsstellung fiir das eigene Produkt liegen oft Monate.

Lieferant

Verhandlung, Bestellung,
Warenlieferung und Kontrolle

Abnehmer

Finetrading: Zwischen das einkaufende Unternehmen und seinen Lieferanten schaltet sich ein Zwischen-
hdndler, der sogenannte Finetrader. Dieser tritt als neuer Debitor auf und erwirbt die Ware gemdp Kunden-
auftrag. Wahrend die Ware direkt an den Abnehmer geliefert wird, geht die Rechnung an den Finetrader, der

sie sofort bezahlt.

nanzierung oder Warenvorfinanzie-

rung bezeichnet, ist eine bankenunab-
hangige Liquiditatslosung. Finetrading setzt
bereits beim Wareneinkauf an und ermég-
licht Unternehmen, ihre Kapitalbindung zu
reduzieren. Diese gewinnen damit an Liqui-
ditdt und schaffen sich mehr unternehmeri-
schen Handlungsspielraum. Da {iberrascht
es wenig, dass solche alternativen Instru-
mente bei Unternehmen verschiedenster
Branchen immer beliebter werden.

Finetrading, auch als Wareneinkaufsfi-

Der Finetrader fungiert als
Zwischenhdndler

»Finetrading funktioniert nach einem
leicht zu verstehenden Prinzip“, erldutert
Clemens Wagner, Direktor Beratung beim
Marktfithrer WCF Finetrading: ,,Zwischen
das einkaufende Unternehmen und seinen
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Lieferanten schaltet sich ein Zwischenhand-
ler, der sogenannte Finetrader. Dieser tritt,
nachdem sich beide Parteien handelseinig
geworden sind, als neuer Debitor auf und
erwirbt die Ware gemaf3 Kundenauftrag.
Wahrend die Ware direkt an den Abnehmer
geliefert wird, geht die Rechnung an den Fi-
netrader, der sie sofort bezahlt.

Kein Ausfallrisiko fiir den
Lieferanten

Der Lieferant profitiert vom Wegfall des
Ausfallrisikos und einem unmittelbaren Zah-
lungseingang. Mit dem Abnehmer vereinbart
der Finetrader ein Zahlungsziel von maximal
120 Tagen.

Die verldngerte Zahlungsfrist ermdéglicht
dem Unternehmen sein Working Capital zu
optimieren und liquide Mittel freizusetzen.
Durch die sofortige Zahlung ist der Einkadufer

b

Bild: WCF Finetrad

zudem in der Lage, Skonto in Anspruch zu
nehmen.

,»Mit WCF Finetrading lassen sich Jahres-
einkaufsvolumen ab 250.000 Euro realisie-
ren. Auch zweistellige Millionenvolumen
konnen problemlos erreicht werden®, erldau-
tert Clemens Wagner. Sowohl den genauen
Zeitpunkt der Riickzahlung als auch die Ge-
biihren verhandelt das Unternehmen mit
dem Finetrader individuell. Etwaige Stun-
dungsgebiihren, die iiber das Skonto hinaus-
gehen, werden auf den Tag genau abgerech-
net.

Finetrading schafft Liquiditat
noch vor Produktionsbeginn

Finetrading setzt bereits friih in der Wert-
schopfungskette an und schafft bereits Li-
quiditat noch bevor die Produktion beginnt,
ndmlich beim Einkauf. ,,Dies ist einer der
Hauptunterschiede beispielsweise zum Fac-
toring, bei dem Forderungen aus erfolgten
Warenlieferungen angedient werden®, erldu-
tert Clemens Wagner. Ein weiterer Unter-
schied zwischen Factoring und Finetrading
liegt unter anderem in der Vorlaufzeit. Wah-
rend es beim Factoring von der Beantragung
bis zur ersten Nutzung unter Umstanden bis
zuvier Monate dauert, ldsst sich Finetrading
im Idealfall bereits nach einer Woche einset-
zen.

Profiteure sind die Elektronik-
und Elektrotechnikindustrie

“Besonders Unternehmen aus Branchen,
die durch eine lange Kapitalbindungsdauer
oder ein ausgepragtes Saisongeschift ge-
prégt sind, konnen von den Vorteilen des
Finetradings profitieren®, erlautert Clemens
Wagner. Hier stechen besonders zwei Bran-
chen heraus:

Stolze 94 bzw. 92 Tage betrug im Jahr 2014
die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer
(Netto-Umlaufvermégensbindung) in der
deutschen Elektronik- und Elektrotechnik-
industrie und im Maschinenbau. In diesen
beiden Branchen miissen die Unternehmen
laut einer Studie der Wirtschaftspriifungsge-
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sellschaft Deloitte am ldngsten auf ihr Geld
warten.

,von der Beauftragung iiber die Planung,
Produktion und Installation der fertigen An-
lage vergehen oft mehrere Monate“, bestatigt
der Griinder und Geschiftsfiihrer eines mit-
telstdndischen Anlagenbauers aus dem
Raum Miinchen. Das Unternehmen hat sich
auf komplett automatisierte Industrieanla-
gen zur Kunststoffverarbeitung spezialisiert.
»Eine vollstindige Fakturierung ist in der
Regel erst nach der Endabnahme beim Kun-
den moglich“, so der Unternehmer.

Fiir das Unternehmen mit Sitz in der Nahe
von Miinchen war die Verringerung der Ka-
pitalbindung 2013 einer der Beweggriinde,
um erstmalig auf Finetrading zu setzen. Seit-
dem nutzt der Anlagenbauer Finetrading
sowohl fiir den Einkauf einzelner Komponen-
ten als auch kompletter elektronischer Bau-
gruppen.

Durch das verldngerte Zahlungsziel hat
das Unternehmen bis zu vier Monate Zeit,
Umsatz zu generieren, bevor die Zahlung
fallig wird und profitiert von Skonto. ,,Fiir

uns ist Finetrading einfach ideal®, erganzt
der Geschaftsfiihrer.

Finetrading ermdglicht alterna-

tive Liquiditdatslosungen

Neben dem Bedarf an frischer Liquiditat
steht fiir viele Unternehmen der Wunsch
nach mehr Flexibilitdt und Unabhadngigkeit
bei der Entscheidung, auf alternative Liqui-
ditdtslosungen zu setzen, im Vordergrund.
»Nicht wenige mittelstandische Unterneh-
men haben widhrend der Finanzkrise das
Vertrauen in die Zuverldssigkeit der Banken
verloren. Daher versuchen sie, die Abhan-
gigkeit von ihrer Hausbank zu reduzieren®,
sagt Clemens Wagner.

Dieser Trend macht sich auch in der Praxis
bemerkbar: Instrumente jenseits des Bank-
kredits wurden in den letzten Jahren ver-
starkt nachgefragt, wie auch eine Studie des
Beratungsunternehmens Capmarcon kiirz-
lich bestatigte.

Und auch Finetrading setzt sich immer
mehr auf dem Markt durch und wird bereits
von mehr als 2000 mittelstandischen Unter-

BAUTEILEEINKAUF

nehmen genutzt. ,,Der Mittelstand wendet
sich verstarkt alternativen Instrumenten zu,
die ihnen ein Hochstmaf an Flexibilitit ein-
rdumen®, so Clemens Wagner.

Mehr Handlungsspielraum
dank Finetrading

Finetrading kann auch in diesem Bereich
punkten, denn das Unternehmen kann bei
jeder Bestellung autonom entscheiden, ob
diese iiber das Instrument abgewickelt wer-
den soll. Anders verhilt es sich beispielswei-
se bei einem Factoring-Programm, bei dem
Forderungen von vorab definierten Debito-
ren ausnahmslos angedient werden miissen.
»Nutzer von Finetrading haben immer die
Wahl, und gewinnen so Flexibilitdt und un-
ternehmerischen Handlungsspielraum®,
beschreibt Clemens Wagner. ,,Durch Fine-
trading sind wir auch unabhédngiger von
unseren Banken geworden®, bestdtigt man
auch beim Anlagenbauer aus der Ndhe von
Miinchen. // MK

WCF Finetrading

Ultra Low-Noise DC/DC
module family meets CISPR25
Class-5 standard!

* MPM3570: 300mA, wide input

voltage 4.5V to 75V

* MPM3520E: 2A, wide input

voltage 4V to 36V

* Over 90% efficiency

* Frequency synchronization
from 250kHz to 2.2MHz

* With integrated inductor and
small size package

Kontakt: +43 1 86 305-0 | office@codico.com

E www.codico.com/shop
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Neue Anwendungen fiir LC-Displays: David Woodward, President Sharp Devices Europe (SDE, links), und Graham Cairns, Executive Vice-President und Leiter des
Entwicklungszentrums in Oxford. Bild: Fisher Studios, Sharp

Mit der IGZO-Technik hat Sharp das Display neu definiert. Es bietet
verschiedene Anwendungsmaglichkeiten bis hin zum digitalen Cockpit
im Fahrzeug. Wir blicken mit Sharp in die Zukunft der Displays.
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ie Geschichte von Sharp reicht bis in

das Jahr 1912 zuriick, als Tokuji Haya-

kawa in Tokio das Unternehmen ge-
griindet hatte. Zur damaligen Zeit dachte
noch niemand an Displays, leuchtende Halb-
leiter wie LEDs oder gar organische Leucht-
dioden. Aus diesem Grund war das erste
Produkt auch eine metallene Giirtelschnalle
mit einem Schnappverschluss. Seinen Na-
men verdankt Sharp allerdings einem me-
chanischen Stift, der immer spitz war. Der
»Ever Sharp Pencil“ aus dem Jahr 1915 war
die erste Erfindung von Hayakawa.

Heute ist Sharp ein weltweit agierendes
Unternehmen und aus dem Display-Geschaft
nicht mehr wegzudenken. Daran nicht un-
beteiligt ist die IGZO-Technik. Werden Dis-
plays nach dem auf Indium-Gallium-Zink-
Oxid basierenden Verfahren gefertigt, haben
diese eine 50-mal hohere Elektronenbeweg-
lichkeit als amorphes Silizium. Bedingt
durch die hohere Elektronenbeweglichkeit
konnen die in IGZO-Pixeln verwendeten
Transistoren wesentlich kleiner als die her-
kommlicher Displays sein. IGZO-Bildschirme
weisen niedrigere Leckstrome auf als Silizi-
um-basierte Displays, somit muss der Bildin-
halt nicht so oft aktualisiert werden, um ein
flickerfreies Bild zu gewahrleisten.

Pionierarbeit bei verschiede-
nen Display-Entwicklungen

Unter Federfiihrung des Entwicklungszen-
trums von Sharp Devices Europe konnte
Sharp bereits Pionierarbeit bei unterschied-
lichen Display-Entwicklungen leisten. Dazu
gehoren beispielsweise die DualView-Dis-
plays oder ein 3-D-Display, bei dem die Tie-
fenwirkung auch ohne eine zusatzliche Bril-
le zur Geltung kommt.

Wirtschaftlich ist Sharp wieder auf ruhige-
rem Fahrwasser. Vorausgegangen war die
Ubernahme durch das taiwanische Unter-
nehmen Foxconn. Der Mutterkonzern von
Foxconn, die Hon Hai Precision Industry Co.,
Ltd., hatte rund 3,4 Mrd. Euro fiir einen Anteil
von 66 Prozent an Sharp auf den Tisch gelegt.
Was das Unternehmen plant und wie es sich
kiinftig positionieren méchte, haben wir von
David Woodward, President von Sharp De-
vices Europe (SDE), und Graham Cairns,
Executive Vice-President und Leiter des Ent-
wicklungszentrums in Oxford, erfahren.

Herr Woodward, wo sehen Sie Sharp in der
Display-Industrie auf mittlere bis lange
Sicht?
Seit der Investition von Hon Hai in Sharp
im vergangenen Jahr setzen wir an vielen
Stellen mit Mafinahmen an. Dabei wollen
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Bilder: Sharp

Forschung: Die Sharp Labs im Oxford Science Park wurden im Jahr 1990 gegriindet.

wir nicht nur den Markenwert von Sharp
weiter stdrken und auch wachsen lassen,
sondern auch umfangreich in unsere Kern-
technologien Displays investieren: Vom
amorphen TFT iiber IGZO bis hin zur orga-
nischen LED. Zudem priifen wir mehrere
mogliche neue LCD-Fertigungsstandorte
in Partnerschaft mit der Hon Hai Group.
Durch die Biindelung unserer weltweit
fiihrenden Display-Kerntechnologie und
der Partnerschaft mit Hon Hai werden wir
unsere Prasenz auf dem weltweiten Dis-
play-Markt und unseren Marktanteil um-
fassend erweitern.

Mit welchen neuen Méarkten und Anwendun-

gen wird sich Sharp/SDE in den néchsten

Jahren befassen?
Global betrachtet werden wir unser LCD-
Geschift im TV- und Smartphone-Markt
fiir Endkunden weiter ausbauen, da dies
die Absatztreiber sind und fiir die Auslas-
tung der Kapazitaten sorgen. Auf dem eu-
ropdischen Markt entspricht unser Fokus
den Technologietrends, die die Kunden im
Umfeld von Automobil, Industrie, E-Sig-
nage und Medizintechnik setzen.

Wieverdndern sich die Kundenerwartungen

an die verschiedenen Displays derzeit, und

wie reagiert Sharp auf diese Veranderungen?
Sharp ist einer der fithrenden Akteure auf
dem Markt der Displays. Aus technischer
Sicht gibt das Mobiltelefon das derzeit
hochste Tempo bei der Entwicklung vor.
Auflerdem sind moderne Smartphones der
Grund, warum es zu den gréfiten Leis-
tungssteigerungen bei den Display-Modu-
len kommt.
Die Displays bei den aktuellen High-End-
Smartphones setzen auch dank der Ent-
wicklungen von Sharp Maf3stdbe fiir die
Erwartungen der Anwender und Kunden.
Die Beriihrungsinteraktivitdt und optische
Leistung der verbauten Displays sind in
den Augen der Anwender bereits zum
Standard geworden.
Doch die Entwicklung bleibt nicht stehen.
Die Erwartungen unserer Kunden richten
sich in allen Marktsegmenten auf die
ndchste technologische Entwicklungsstu-
fe: noch sparsamer, diinner, randlos, ge-
formt, gebogen oder sogar faltbar. Alle
genannten Eigenschaften sind bereits in
unserem Technologieportfolio vorhanden,

»Die Display-Industrie ist nach wie vor eine treibende
Kraft fiir neue Entwicklungen. Wir bei Sharp bieten fiir ganz
unterschiedliche Anwendungen ein umfangreiches
Portfolio verschiedener Displays an. Mit unseren Displays
kdnnen unsere Kunden neue interaktive Losungen und
Designs entwickeln.

David Woodward
|
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Entwicklungszentrum in Oxford: David Woodward und Graham Cairns begutachten die Performance der neuen 80-Zoll-Displays.

und alle werden in den Produkten der von
uns unterstiitzten Unternehmen zum Ein-
satz kommen.

Neben Kundenanforderungen d@ndert sich
das Know-how eines Unternehmens. Andern
sich die Anforderungen an die Mitarbeiten-
den in lhrem Unternehmen?
Die Technik fiir Displays entwickelt sich
unabldssig in einem sehr hohen Tempo
weiter, und Kunden stellen immer héhere
Anspriiche an mafigeschneiderte Hoch-
leistungslésungen. Insbesondere in der
Automobilindustrie haben wir unsere
Kompetenzen zur Unterstiitzung des Engi-
neering ausgebaut, nicht nur um noch
bessere l6sungsorientierte Systeme anbie-
ten zu konnen, sondern auch, um Unter-
stiitzung fiir reibungslose Ramp-ups und
Qualitat an den Fertigungsstatten unserer
Kunden zu gewdhrleisten.
Konkret haben wir unser Know-how im
Umfeld des Mechanical Engineerings er-
weitert, da die Displays immer gréfler und
ein immer fester eingebundener Bestand-
teil des Endproduktes werden. Auf wirt-
schaftlicher Seite iibernehmen unsere
Vertriebsmitarbeiter verstarkt komplexere
Business-Management-Rollen fiir unsere
globalen Kunden.

Herr Cairns, welche allgemeinen techni-
schen Trends sehen Sie in lhrer Branche, und
in welchen Anwendungsbereichen werden
die Schwerpunkte liegen?
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Wie bereits erwahnt, ist das hochauflésen-
de Multi-Touch-Smartphone zu einem
Standard geworden, den die Endanwender
erwarten, wenn sie ein Display sehen. Es
gibt einen klaren Trend dazu, dieses Leis-
tungsniveau auch in anderen Anwen-
dungsbereichen zu erreichen. Die Perfor-
mance und Zuverldssigkeit von Displays
konnen allerdings im Anwendungsbereich
von Industrie- und Automobilapplikatio-
nen mit erheblich gréleren Herausforde-
rungen verbunden sein, und es sind ge-
nauere Tests erforderlich, um Displays fiir
diese Médrkte zu entwickeln. Und genau
hier hat Sharp umfassende Design-In-Er-
fahrung, um sicherzustellen, dass unsere
Kunden das beste Display und die beste

Memory-in-Pixel-Technik: Sie wird heute in Displays
verschiedener Grofie und Formate verwendet.

Touch-Losung fiir ihren Bedarf bekom-
men.

In Europa haben wir primér die Automobil-
und Industriesektoren im Fokus; hier
brauchen bedeutende Global Player unse-
re Display-Module und unsere Unterstiit-
zung. Aber wir sehen mit der Nutzung
modernster Displays auch neue Anwen-
dungsbereiche entstehen, auf die wir un-
ser Augenmerk richten: von Wearables
und Sport- und Gesundheitsprodukten
iiber Haushaltsgerate bis hin zu Telepre-
sence und E-Signage. Ein Beispiel dafiir
stellen unsere neuesten Hight-Brightness-
Displays mit einer Diagonalen von 80 Zoll
dar, die wir derzeit fiir die Auflenwerbung
bei allen Wetterbedingungen entwickeln.
Mit der OLED hat sich eine wesentliche
Entwicklung aufgetan, an denen wir bei
Sharp seit vielen Jahren forschen und die
wir nun im kommenden Jahr auf den Markt
fiir Consumer-Produkte bringen wollen.
Auch wenn es vom Bild her heutzutage
schwer ist, die Unterschiede zwischen ei-
nem LC- und OLED-Display zu erkennen,
bedient die OLED-Technik die Marktnach-
frage nach gebogenen und faltbaren Dis-
plays. Eine unserer ersten Anwendungen
wird das Premium-Smartphone sein.

Das loT wird voraussichtlich einen grundle-
genden Wandel in den verschiedenen Bran-
chen einlduten. Wie konnen Displays und die
entsprechenden Technologien eine Hilfe und
Unterstiitzung fiir den Anwender sein?
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Keine Grenzen: Mit der freien Gestaltung eines Displays erdffnen sich beispiels-
weise neue Moglichkeiten im Premium-Automobilbau.

Das Internet of Things bringt vernetzte
Gerdte und Big Data zusammen. Damit
steigt der Bedarf, die erfassten und visua-
lisierten Daten zu kontrollieren und zu
steuern. Neben der steigenden Verbreitung
von vernetzten Produkten mit dem Inter-
net sehen wir einen zunehmenden Bedarf
an Displays, mit denen Anwender ihre
Produkte kontrollieren und mit ihnen
kommunizieren kénnen. Die Konstrukti-
onsanforderungen sind je nach Art des
Produkts sehr anspruchsvoll.

Sharp hat Memory-in-Pixel- (MIP-)Dis-
plays mit sehr niedrigem Energieverbrauch
entwickelt. Beim Einsatz solcher Displays
spart der Anwender Energiekosten, da der
Verbrauch bei wenigen Mikrowatt liegt.
Gute Beispiele fiir Produktkategorien, die
von den sparsamen Displays profitieren
konnen, sind Fitness-Tracker und andere
sogenannte Wearables fiir das Aktivitats-
und Gesundheitsmonitoring. Uber ein
MIP-Display kann der Anwender mit dem
Gerdt interagieren und die gemessenen
Daten abrufen.

Bei TFT-Displays sind die Grenzen der Ent-
wicklung erreicht. Wie wird das HMI der Zu-
kunft aussehen und welche Funktionsmerk-
male muss es haben?
Hier sind wir anderer Meinung! Die Gren-
zen der TFTs sind sicherlich noch nicht
erreicht. Es ist angemessen zu sagen, dass
viele optische Parameter der Displays ein
Leistungsniveau erreicht haben, das ,,gut
genug* fiir die meisten Applikationen ist.
Doch neue TFT-Techniken sind Grundlage
fiir die nachste Generation von HMIs. Bei-
spielsweise hat Sharp mit der IGZO-TFT-
Technik eine Moglichkeit entwickelt, bei
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Freiheit ist an keine Form gebunden: Free-Form-Displays von Sharp werden das

Design-Profil moderner Automobil-Cockpits buchstdblich neu formen.

Display-Fertigung: Im Werk Kameyama in der japanischen Prdfektur Mie werden moderne Displays herge-

stellt.

der die Treiberschaltungen in die aktive
Display-Matrix eingebettet sind. Ein recht-
eckiges Format der aktiven Matrix ist damit
nicht mehr notwendig. Damit lassen sich
sogenannte Free-Form-Displays herstel-
len. Das sind Displays ohne Rander und
mit einer beliebigen Kontur.

Die HMIs der nachsten Generation sind
geformt, gebogen, mafigeschneidert und
viel natiirlicher fiir den Anwender. Free-
Form-Displays geben unseren Kunden und
damit den Industriedesignern aus den
unterschiedlichen Branchen mehr Freiheit
beim Design, um ihre Produkte so zu ent-
wickeln, damit sie sich bestmoglich in eine
Anwendung integrieren lassen. Das ist
auch fiir die Markenidentitat unserer Kun-
den duflerst wichtig.

In der Automobilindustrie konnen wir uns
schon das vollstandig digitale Cockpit vor-
stellen: Ein riesiges interaktives Display
das so geformt ist, dass es den Fahrer um-
gibt und ihm alle relevanten Daten zeigt,
mit entsprechender Tiefenwahrnehmung
und sogar eingebetteter Spiegel-Funktio-
nalitét.

Doch die Vorteile von IGZO gehen noch
weit tiber die freie Form hinaus. Die Tech-
nik kann auch die OLED unterstiitzen und
Auflésungen iiber 1000 ppi realisieren.
Und solche Auflosungen in Kombination
mit sehr kurzen Reaktionszeiten sind un-
erldsslich, damit Virtual-Reality-HMIs ef-
fektiv funktionieren. // HEH

Sharp Devices Europe

www.meilensteine-der-elektronik.de
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Die Schliissel zum Smart Home: (iber Funk vernetzte Sensoren und Aktoren.

ENERGY HARVESTING

Bilder: EnOcean

Wie sich ein Smart Home mit Funk
statt Kabel realisieren lasst

Im Smart Home miissen Sensoren und Aktoren miteinander
vernetzt sein. Ideal wdre es, wenn man dabei auf Kabel verzichten
kénnte. Mit Funk und Energy Harvesting ist das maglich.

auch im Smart Home werden Funktech-

nologien immer beliebter. Sie bieten
mehr Flexibilitdt bei der Planung und sparen
in der Installationsphase eine aufwendige
und teure Verkabelung. Bei batterielosen
Funkl6sungen entfdllt zudem die Wartung
im Betrieb.

Sensoren dienen in einem intelligenten
Gebdude als Sinnesorgane, die unterschied-
liche Daten wie Temperatur, Feuchte, Anwe-
senheit oder CO, erfassen, um Aktoren intel-
ligent zu steuern. Die Vernetzung der Kom-
ponenten ist aufgrund der notwendigen
Verkabelung jedoch aufwendig und kosten-
intensiv. Funklésungen bieten hier die noti-
ge Flexibilitat. Allerdings sind diese in der
Regel von Batterien abhdngig, die zyklisch
ausgetauscht werden miissen. Dadurch sind
ihre Einsatzmdglichkeiten eingeschrankt
und der Betrieb ist wartungsintensiv. Hinzu
kommt, dass Batterien langfristig teuer sind
und als umweltbelastender Sondermiill ent-

S owohl in der Gebdudeautomation als

64

sorgt werden miissen. Funktechniken, die
ohne Batterien auskommen, bieten hier kla-
re Vorteile.

Funksysteme ermoglichen auch
komplexe Smart Homes

Wenn moglichst viele Sensoren und Schal-
ter verfiigbar sein sollen, eignen sich kabel-
gebundene Systeme kaum. Es wére zu auf-
wandig und unflexibel, jeden Sensor mit
einer eigenen Leitung zu bestiicken. Funk-
systeme sind hier kabelgebundenen Losun-
gen weit {iberlegen. Rauchmelder, Sensoren
fiir Anwesenheit, Temperatur, Luftqualitat
und Licht oder Schalter: Ohne Kabelzwang
lassen sich diese Systeme genau dort anbrin-
gen, wo sie wirklich gebraucht werden. Zeit-
gleich behdlt man die Flexibilitat, das System
nachtrdglich um neue Produkte und zusatz-
liche Sensoren zu erweiterten, ohne dass
Wande aufgebrochen werden miissen.

Dank funkbasierter Sensoren und Schalter
ist die Abstimmung verschiedener Gewerke

minimiert, ebenso wie der Eingriff in bereits
bestehende Bausubstanz. Wird ein Biiroge-
bdude fiir einen neuen Zweck umgebaut,
miissen weder Kabelkandle in Wande gebro-
chen noch Stromleitungen an eigentlich un-
passenden Stellen gelegt werden. Das mini-
miert die Kosten und erh6ht die Akzeptanz
beim Bauherren oder dem kiinftigen Besitzer.
Idealerweise ldsst sich von Beginn an so pla-
nen, dass samtliche Kabel- und Netzwerkan-
schliisse in der Decke oder im Boden verlau-
fen. Senkrechte Wande waren dann grofiten-
teils ,,nur“ noch Raumtrenner — gerade bei
Zweckbauten schafft man so von Beginn an
eine grof3tmogliche Flexibilitat fiir die Nut-
zung.

Betrieb ohne Batterien dank
Energy Harvesting

Der Nachteil vieler Lésungen: Wenn kein
Storm von aufien zugefiihrt wird, setzt ein
Grof3teil der Produkte auf Batterien, um die
notwendige Energie fiir Sensoren und Schal-
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ter zu produzieren. Das wirkt sich negativ auf
die Kosten fiir Wartung und die Umwelt aus.
Alkaline-Batterien, wie sie in den meisten
Endkunden-Produkten zum Einsatz kom-
men, bieten eine theoretische Laufzeit von
mehreren Jahren.

In der Praxis ist es oft deutlich weniger.
Dazu kommt der Arbeitsaufwand fiir den
Austausch einzelner Batterien und — nicht
zu vernachldssigen — der 6kologische As-
pekt. Batterien sind giftig und diirfen nicht
in den normalen Abfallkreislauf eingebracht
werden. Selbst Akkus sind keine wirkliche
Alternative, auch diese sind zu giftig fiir den
Hausmiill. Die Entsorgung iiber spezielle
Sammelstellen ist zwar einfach, allerdings
muss auch hier der Aufwand einberechnet
werden, der fiir die Entsorgung anfallt. Bei
einer groflen Anzahl von Funksensoren,
kann der Vorgang schnell mehrere Mann-
stunden pro Jahr binden. Tatsdchlich hat der
Hersteller EnOcean in der Studie ,,The True
Cost of Batteries“ herausgefunden, dass bei
einem grofen Komplex mit etwa 10.000
Funkeinheiten pro Tag durchschnittlich 30
Batterien gewechselt werden miissen — ein
unglaublicher Zeitaufwand.

Moderne Systeme arbeiten jedoch inzwi-
schen mit batterielosen Funkkomponenten.
Diese kombinieren die Zuverldssigkeit und
Wartungsfreiheit klassischer verdrahteter
Losungen mit der Flexibilitdt und einfachen
Nachriistbarkeit von Funksystemen. Produk-
te mit batterieloser Funktechnologie nutzen
die Energie, die ihnen die unmittelbare Um-
gebung zur Verfiigung stellt. Dabei haben
sich in der Gebdudeautomation vor allem
drei Quellen durchgesetzt: kinetische, solar-
basierte und thermische Energie. Jede dieser
Formen der Energieernte eignet sich fiir un-
terschiedliche Produkte.

Elektromechanischer Wandler
nutzt kinetische Energie

Bewegung ist eine zuverldssige Energie-
quelle fiir verschiedenste Schalter. Im Inne-
ren des Schaltergehduses setzt ein elektro-
mechanischer Energiewandler (ECO 200)
den Tastendruck in elektrische Energie um.
Diese stellt er unmittelbar nach der Betati-
gung zur Verfiigung. Ahnlich wie bei einem
Fahrraddynamo treibt ein kleiner, aber leis-
tungsstarker Magnet einen magnetischen
Fluss durch zwei magnetisch leitende Anker-
bleche, dieser schlieft sich in einem
U-férmigen Kern. Um diesen Kern ist eine
Induktionsspule gewickelt. Der Kern selbst
ist beweglich und kann zwei Positionen ein-
nehmen, in denen er die jeweils gegeniiber-
liegenden Ankerbleche beriihrt. Das fiihrt zu
einem schlagartigen Wechsel des Magnet-
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felds und damit zu einem Spannungspuls in
der Induktionsspule.

Mit einer Energiemenge von 120 pWs reicht
jede Betdtigung fiir drei Funktelegramme.
Bei Raumtemperatur ermdéglicht der Wandler
mehr als 1.000.000 Schaltzyklen. Dieses
Prinzip der kinetischen Energieernte lasst
sich fiir Licht- oder Jalousieschalter nutzen.
Zudem gibt es batterielose Sensoren, die vor
Wasserschdaden warnen. Quellscheiben am
Boden des Sensors dehnen sich aus, sobald
sie mit einer Fliissigkeit in Beriihrung kom-
men. Diese Bewegung 16st den elektrome-
chanischen Wandler und damit ein Funksi-
gnal aus. Aufgrund dieser Meldung schlief3t
sich das Ventil der Leitung und der Hausbe-
sitzer erhilt eine entsprechende Nachricht
auf sein Smartphone.

Miniaturisierte Solarmodule
nutzen auch schwaches Licht

Miniaturisierte Solarmodule kénnen die
geringe Lichtstdarke von Innenlicht nutzen,
um Funkmodule mit Strom zu versorgen.
Solarbetriebene Sensormodule arbeiten be-
sonders energieeffizient. Soll ein Tempera-
turmesswert beispielsweise alle 15 Minuten
iibertragen werden, reichen bei 200 Lux be-
reits 3,6 Stunden Ladezeit am Tag fiir einen
unterbrechungsfreien Betrieb. Die Solarzelle
erzeugt dabei bei 200 Lux eine Spannung von
3 V. Ein zusétzlicher PAS-Ladekondensator
(Poly Acenic Semiconductor) sorgt fiir einen
Energievorrat, der Perioden mit fehlender
Umgebungsenergie iiberbriickt. Bei einem
komplett aufgeladenen Energiespeicher ist
das Modul in absoluter Dunkelheit etwa eine
Woche voll funktionsfahig. Lichtenergie er-
moglicht eine Vielzahl energieautarker Sen-
soren, wie Fensterkontakte, Temperatur-,
Gas- und Luftfeuchtigkeitssensoren oder
auch Lichtsensoren und Prasenzmelder.

Peltierelemente wandeln
thermische Energie in Strom

Temperaturunterschiede, beispielsweise
zwischen einem Heizkorper und der Umge-
bung, liefern viel Energie. Diese reicht nicht
nur fiir Sensoren, sondern auch fiir Aktoren.
Die Ernte erfolgt iiber ein Peltier-Element
zusammen mit einem DC/DC-Wandler (ECT
310). In dieser Kombination ldsst sich bereits
eine kleine Eingangsspannung ab 20 mV, das
entspricht einem Temperaturunterschied
von etwa 2 K, in eine nutzbare Ausgangs-
spannung grofler als 3 V umsetzen. Je grofler
der Temperaturunterschied, desto mehr
Energie liefert er. Dieses Prinzip kommt der-
zeit vor allem in Heizkorperstellantrieben
zum Einsatz. Hier reicht die geerntete Energie
sowohl fiir die Funkkommunikation als auch
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Gebdudeautomation in Aktion: Sensoren und Schalter kbnnen den Alltag deutlich vereinfachen.

die Stellhubverdnderungen des Ventils. Zu-
sammen mit einem solarbetriebenen Raum-
sensor ldsst sich damit bereits eine vollkom-
men energieautarke Funkeinzelraumrege-
lung umsetzen.

Produkte mit EnOcean-Technologie nutzen
zur Ubertragung die drei Frequenzbénder
868 MHz in Europa, 902 MHz in Nordamerika
und 928 MHz in Japan. Alle Endpunkte im
Funknetzwerk senden Daten in sogenannten
Telegrammen aus. Das sind kurze Nachrich-
ten, deren Integritdt vom Zentralsystem an-
hand einer Checksumme verifiziert werden
kann. Der Vorteil ist, dass jedes einzelne
Telegramm nur ein kurzes Zeitfenster belegt
(etwa 1ms). Die Gefahr von Datenkollisionen
im Funknetz wird so minimiert. Zeitgleich
entstehen keine Interferenzen fiir WLAN-,
DECT- oder PMR-Systeme. Ein weiterer Vor-
teil ist die Reichweite: in Gebduden betragt
sie bis zu 30 m. Zudem ldsst sich die Reich-
weite {iber Repeater weiter verbessern, so-
dass sich fast jedes Szenario passend abde-

cken ldsst. EnOcean optimiert Produkte auf
Energieeffizenz. Trotz einer relativ hohen
Ubertragungsrate von 125 KBit/s ist der
Stromverbrauch so niedrig, dass EnOcean-
komforme Produkte die notwendige Energie
in der Regel selbst produzieren kénnen, eine
Batterie ist nicht notwendig. Die Kommuni-
kation aller Gerate erfolgt iiber eine 128-Bit-
AES-Verschliisselung. Ein Rolling Code ver-
hindert zudem, dass Unbefugte die Daten
abfangen und manipulieren kénnen.

Wartungsfreie und smarte
Technik auf Funkbasis

Auf Basis der batterielosen Funktechnolo-
gie sind bereits zahlreiche Produkte fiir
Smart Homes auf dem Markt — von Raum-
thermostaten {iber Funkfensterkontakte bis
hin zu solarbetriebenen Prasenzmeldern. Sie
steigern z.B. die Energieeffizienz des Hauses
und bieten hohe Flexibilitdt, da keine Verka-
belung notwendig ist. Die Funkschalter kon-
nen iiberall angebracht werden, wo sie gera-

25, SENSORFUNKMODUL

[ Prozessor
-
'_/ E \\'
Sensarik

Energie-
wandler

HF-Transceiver

Energie-
management

D ey (e

SYSTEM-FUNKMODUL

l HF-Transceiver l Prozessor

Lustand,

Messwert,

Steuersignal
(

Ai{mrf
Gebaudetechnik

Der EnOcean-Standard: Energy Harvesting liefert Strom fiir das Sensor-Funkmodul.
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de benotigt werden. Alle Produkte von
EnOcean sind zudem interoperabel. So kén-
nen in einem System problemlos Lésungen
verschiedener Hersteller miteinander kom-
munizieren.

Wie simpel der Einstieg ins Smart Home
ist, zeigt Jager Direkt mit seiner intelligenten
Gebaudetechnik OPUS greenNet: Vom Ein-
und Ausschalten bis hin zur Zeitsteuerung
fiir Beleuchtung, Heizung und Verschattung
ermdglicht OPUS greenNET flexible Losun-
gen, die sich individuell erweitern lassen. Die
Serie OPUS Bridge erméglicht eine unkom-
plizierte Platzierung smarter Technik. Der
OPUS Bridge-Schalter fiir Beleuchtung ldsst
sich beispielsweise problemlos nachriisten
und erméglicht dank des implementierten
Funkmoduls die Ergdanzung weiterer
EnOcean-Schalter und-Sensoren. Die auf-
wandige Verkabelung einer Kreuzschaltung
oder eines Bewegungsmelders entféllt. Auch
die Platzierung der Mébel durch den Nutzer
ist flexibel und bei der Nachriistung sind
keine zusatzlichen Leitungen erforderlich.

Intelligente Hauser sind keine
Zukunftsvision mehr

Intelligente Hauser gehoéren mittlerweile
zur Realitdt. Batterielose Technologien ver-
bessern nicht nur den Wohnkomfort wesent-
lich, sondern reduzieren auch die Energie-
und Installationskosten deutlich — oft um ein
Viertel im Vergleich zu einer verdrahteten
Losung.

Neue Funktionen lassen sich iiber Soft-
ware-Updates vom zentralen System aus
verteilen und miissen nicht an jedem End-
punkt manuell eingespielt werden. Funksys-
teme mit eigener Energieversorgung lassen
sich zudem flexibel positionieren, ohne dass
etwa Wande aufgerissen werden miissen.
Dabei sollte man allerdings auf Systeme set-
zen, die offenen Standards unterstiitzen und
ein flexibles Okosystem bieten. Nur dann ist
garantiert, dass man auch nach Jahren der
Nutzung einfach neue, bessere Produkte
nachriisten oder bestehende Funktionen er-
weitern kann. Wer sich auf einen vermeint-
lich giinstigerem Anbieter festlegt, kann
langfristig gesehen das Nachsehen haben,
etwa wenn dieser eine Produktlinie aufgibt
oder den Betrieb ganz einstellt. Dank der
Flexibilitdt der Losungen kann das Smart
Home mit den Bediirfnissen seiner Bewohner
in verschiedenen Lebensphasen mitwachsen
—von der Kindheit bis hin zum altersgerech-
ten Wohnen.

(Der Beitrag basiert auf Unterlagen von
EnOcean) /] TK

EnOcean
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Mit AEC-Q100-Qualifizierung

Den Controller, die Treiber, die
Bootstrap-Diode und die MOS-
FETs in einem Gehduse vereinen
die bei SE Spezial-Electronic er-
héltlichen synchronen Abwarts-
regler XR76203-Q, XR76205-Q
und XR76208-Q von Exar. Die je
nach Typ fiir einen Laststrom
von bis zu 3, 5 oder 8 A ausgeleg-
ten Bausteine wurden speziell
fiir den Einsatz in Automotive-
Applikationen entwickelt. Der
weite Eingangsspannungsbe-
reich von 5,5 bis 40 V ermdglicht
einen Betrieb mit industriellen
24-V-Versorgungen (+10%), 18-
bis 36-V-Systemen und gleichge-
richteten Wechselspannungen
von 18 und 24 V,.. Bei geringer
Last ermdéglicht eine vom An-
wender wihlbare Stromspar-
Betriebsart den Wechsel in den
Discontinuous Conduction Mode
(DCM), in dem sich der Wir-
kungsgrad des Wandlers deut-
lich erh6ht. Dariiber hinaus ver-
fiigt der Baustein u.a. iiber eine

BOOST-SCHALTREGLER

programmierbare Hiccup-Strom-
begrenzung mit Temperatur-
kompensation, eine préazise
Enable-Funktion, ein Power-
Good-Flag sowie eine program-
mierbare Softstart-Funktion. Die
Abwirtswandler sind fiir einen
Temperaturbereich von —40 bis
125 °C ausgelegt. Thre ESD-Be-
standigkeit entspricht Level 2
(HBM) bzw. Level C4B (CDM).

SE Spezial-Electronic

3,3 Volt aus einer 1,5-Volt-Batterie

RECOMs Boost-Schaltregler der
Serie R-78S sind fiir batteriebe-
triebene IoT-Anwendungen kon-
zipiert. Aufgrund ihres hohen
Wirkungsgrads und niedriger
Stand-by-Verluste verldngern sie
die Lebensdauer von Batterien
und holen den letzten Rest aus
selbigen heraus. Der R-78S liefert
aus Eingangsspannungen von
0,65 bis 3,15 V. stabile 3,3 V.
So kénnen Anwendungen wie

ELEKTRONIKPRAXIS Nr.5 8.3.2017

Mikroprozessoren, WLAN- und
Bluetooth-Module oder IoT-Sys-
teme mit nur einer Batterie- oder
AKkkuzelle versorgt werden. Der
Wirkungsgrad liegt bei Volllast
bei 93% und bleibt auch bei ge-
ringen Lasten noch iiber 90%. In
Standby-Betrieb verbraucht das
Modul nur 160 pA und bei Ab-
schaltung mittels Control Pin nur
noch 7 pA. Die Wandler sind dau-
erhaft gegen Kurzschluss und
Ubertemperatur geschiitzt, ver-
fiigen {iber einen Control Pin und
kénnen ohne Mindestlast betrie-
ben werden. Sie konnen in einem
weiten Temperaturbereich von
—40 bis 100 °C eingesetzt wer-
den. Sie sind EN62368-1-zertifi-
ziert und, wie bei RECOM iiblich,
gilt fiir diese Module die 3-jahri-
ge Herstellergarantie. Muster
sind bei allen autorisierten Dis-
tributoren erhaltlich.

RECOM
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MEAN WELL

MeanWell Power Supplies
Serie IRM
e Kompakte Bauform, SMD und THT
1 bis 60 W Leistung
1 bis 3 W-Typen:
Design entsprechend Hausgerite-
norm EN 60335-1
Niedrige Leerlaufleistung
Fiir Automatisierung, loT,
Stromversorgung von Sensoren

Distribution by Schukat electronic
 Uber 200 Hersteller

* 97% ab Lager lieferbar

* Top-Preise von Muster bis Serie

» Personlicher Kundenservice

Onlineshop mit stiindlich aktuali-
sierten Preisen und Lagerbestinden

sch“kat-com
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LINEARREGLER

Storempfindliche Applikationen
erfordern rauscharme LDO-Regler

In rauschempfindlichen Applikationen wie Test- und Mess-Systemen
sind Linearregler die erste Wahl. Worauf es bei der Auswahl eines
geeigneten Low-Dropout-Linearreglers ankommt, lesen Sie hier.

AMIT P. PATEL, STEVE KNOTH*

VIN
1.8V to 20V

EN/UV

LT3045

VouTt Down to
0V @ 500mA

Ultralow Noise our
Ultrahigh PSRR <

PG
SET

Ideal fiir storempfindliche Applikationen: Der sehr rauscharme LDO-Regler LT3045.

spannung ohne Notwendigkeit einer

Induktivitat in eine geregelte niedrige-
re Ausgangsspannung herabsetzen. Der Low-
Dropout-Linearregler (LDO) ist eine speziel-
le Ausfiihrung mit einem geringen Low-Drop-
out-Spannungsabfall — das ist die Differenz
zwischen Eingangs- und Ausgangsspan-

L inearregler sind ICs, die eine Eingangs-

*Amit P. Patel
... ist Senior Design Engineer, Power
Products,

*Steve Knoth

... ist Senior Product Marketing Engi-
neer, Power Products, beide bei der
Linear Technology Corporation.

68

nung, die fiir eine korrekte Regelung notwen-
digist. Sie liegt typisch unter 400 mV. Altere
Linearregulatoren zeigten solche um die
1,3V, d.h. bei einer Eingangsspannung von
5V kann im geregelten Zustand die Aus-
gangsspannung maximal nur etwa 3,7 V be-
tragen. ,Low Dropout“ bedeutet heute
500 mV oder weniger. Die besten LDOs lie-
fern sogar Werte von typisch <100 ... 300 mV.

Wenn der LDO auch oft das teuerste Teil
im System ist, hat er das beste Preis/Leis-
tungsverhdltnis. Seine Hauptaufgabe ist der
Schutz angeschlossener Lasten vor Span-
nungstransienten, Netzstérungen, Uber-
strom usw. Sein Design muss deshalb robust
sein und iiber alle Funktionen verfiigen, um
die Last zu schiitzen. Viele preiswerte LDO-
Linearregler verfiigen nicht {iber die notwen-
digen Schutzfunktionen, was oft zu Schaden

GND

ILIM PGFB

nicht nur am Regler selbst fiihrt, sondern
auch an der angeschlossenen Last.

Low-Dropout-Linearregler und
andere Reglerarten

Niederspannungsabwértswandlung kann
auf verschiedene Arten durchgefiihrt wer-
den. Schaltregler arbeiten mit hoher Effizi-
enz in einem breiten Spannungsbereich,
bendtigen aber externe Komponenten wie
Spulen und Kondensatoren, dadurch relativ
viel Platz. Spulenlose Ladungspumpen (oder
Spannungswandler mit geschalteten Kon-
densatoren) konnen auch fiir Abwirtswand-
lung verwendet werden, bieten aber begrenz-
ten Ausgangsstrom, haben maf3iges Verhal-
ten auf Transienten und erfordern im Ver-
gleich zum Linearregler mehr externe
Komponenten.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr.5 8.3.2017

Bilder: Linear Technology



STROMVERSORGUNGEN

Die heutige Generation an schnellen digi-
talen ICs mit hohem Strombedarf bei gerin-
ger Versorgungsspannung wie FPGAs, DSPs,
CPUs, GPUs und ASICs, haben hohe Ansprii-
che an die Versorgung der Kerne und I/Os.
Traditionell wurden effiziente Schaltregler
fiir die Versorgung verwendet, diese sind
aber potenzielle Rauschquellen und haben
ihre Grenzen bei Transienten und beim Lay-
out. Deshalb sind LDOs eine Alternative in
diesen Applikationen und auch in anderen
Niederspannungssystemen. Durch Produkt-
innovationen und neue Merkmale haben
LDOs einige Vorteile, die sie besser geeignet
machen.

Dariiber hinaus bieten in rauschempfind-
lichen Analog/HF-Applikationen Vorteile,
z.B. in Test- und Mess-Systemen, in denen es
auf eine hohe Messgenauigkeit der Maschi-
nen und Ausriistung ankommt, die besser
sein muss, als die zu messende Gréf3e. Dort
werden LDOs generell gegeniiber anderen
Losungen bevorzugt. Rauscharme LDO-Reg-
ler versorgen eine Vielzahl von Analog/HF-
Designs einschliefllich Frequenzsynthesizer
(PLLs/VCOs), HF-Mischer und Modulatoren,
schnelle und hochauflésende Datenwandler
(ADCs und DACs) sowie Prizisionssensoren.
Gleichwohl haben diese Applikationen Emp-
findlichkeitspegel erreicht, die die Grenzen
konventioneller rauscharmer LDOs errei-
chen. Z.B. beeinflusst in High-End-VCOs das
Rauschen der Versorgung direkt das Aus-
gangsphasenrauschen des VCO (Jitter).

Um eine gute Gesamtsystemeffizienz zu
erzielen, werden LDOs als Nachregler am
Ausgang eines Schaltwandlers eingesetzt.
Da ist dann die Unterdriickung des Strom-
versorgungsripple (Power Supply Ripple

LINEARREGLER

Vour
3V

louTmax)
500mA

*0PTIONAL, SEE
APPLICATIONS
INFORMATION —

Bild 1: Eine typische Applikation mit dem LT3045.

Rejection, PSRR) des LDOs ein wichtiges Kri-
terium.

Herausforderungen beim

LDO-Design

Viele Industriestandard-Linearregler bie-
ten Low-Dropout-Betrieb an einer einfachen
Versorgung. Die meisten offerieren aber nicht
die Kombination aus Niederspannungs-
wandlung, breiten Eingangs- und Ausgangs-
spannungsbhereichen und umfangreichen
Schutzfunktionen. PMOS-LDOs bieten gerin-
ges Dropout und arbeiten an einfacher Ver-
sorgung, sind aber durch die Charakteristik
der V. des Pass-Transistors bei der Eingangs-
spannung nach unten begrenzt. Auch bieten
sie nicht die Schutzfunktionen der High-End-
Regler. NMOS-basierte Regler haben schnel-
les Ansprechen auf Transienten, erfordern
aber zwei Versorgungen zum Bias der ICs.

402k

éﬂlg.gk

- 3045 TAD1a

Dagegen kann ein PNP-Regler bei sorgfalti-
gem Design Low-Dropout, hohe Eingangs-
spannung, geringes Rauschen, hohes PSRR
und ein sehr geringes Spannungswandlungs-
rauschen aufweisen, bei h6chstem Schutz
— und das alles an einer einfachen Versor-
gung.

Fiir eine gute Gesamteffizienz werden vie-
le Hochleistungs- Analog- und HF-Schaltun-
gen von LDO-Nachregler am Ausgang eines
Schaltreglers versorgt. Das erfordert eine
hohe Unterdriickung des Stromversorgungs-
ripple und geringes Ausgangsspannungsrau-
schen bei geringer Eingangs-zu-Ausgangs-
differenz iiber dem LDO. Ein LDO mit hoher
PSRR filtert und unterdriickt Rauschen am
Schaltreglerausgang ohne platzgreifende
Filterkomponenten. Zuséatzlich ist ein IC mit
geringem Ausgangsrauschen iiber eine grofie
Bandbreite bei aktuellen Versorgungsschie-

Besuchen Sie uns in Niirnberg
14.-16. Marz 2017
Halle 3A, Stand 435

TBLC Serie, 6 — 90 Watt.
Sehr kompakte und energieeffiziente
Hutschienennetzteile fiir Gebdudeautomation
und Industrieanwendungen mit Formfaktor
fiir Einbau in DIN 43880 Verteilgehause.

TRACO POWER

Reliable. Available. Now. tracopower.com
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nen im Vorteil bei diesen rauschempfindli-
chen Applikationen. Geringes Ausgangsrau-
schen bei groflen Strémen ist da absolut er-
forderlich.

Eine LDO-Losung fiir das genannte
Problem muss folgende Attribute erfiillen:
M sehr kleines Ausgangsrauschen,

B Low-Dropout-Betrieb,

B hohe PSRR iiber einen breiten Frequenz-
bereich,

B einfache Versorgungsspannung (fiir ein-
fachen Einsatz und einfaches Sequencing),
M schnelles Ansprechen auf Transienten,

70

M Betrieb iiber breiten Eingangs- und Aus-
gangsspannungsbereich,

B moderater Ausgangsstrom,

M beste thermische Leistung,

B kompakte Bauform.

Linear Technology hat zur Erfiillung dieser
Anforderungen die LDO-Regler der LT304x-
Familie mit sehr hoher PSRR und geringstem
Rauschen in den Markt eingefiihrt. Das neu-
este Mitglied, der LT3045, ist ein sehr rausch-
armer Low-Dropout-Linearspannungsregler
mit hoher PSRR. Erist die Hochstromvarian-
te des kiirzlich eingefiihrten sehr rauschar-

LINEARREGLER

men 200-mA-LDO LT3042. Das einzigartige
Design des LT3045 bietet ein Spot-Rauschen
von nur 2 nV/VHz bei 10 kHz und 0,8 pVyyq
integriertes Ausgangsrauchen iiber eine
Bandbreite von 10 Hz bis 100 kHz. Die PSRR
bei niedrigen Frequenzen {iibersteigt 90 dB
bis 10 kHz und 70 dB bis 2,5 MHz, dampft
damit Rauschen oder Ripple von vorgeschal-
teten Quellen.

Im LT3045 kommt Linears eigene LDO-
Architektur zum Einsatz — eine Prazisions-
stromquellenreferenz gefolgt von einem
Buffer-Verstarker mit Verstarkungsfaktor 1.
Daraus resultieren eine virtuell konstante
Bandbreite, geringes Rauschen, hohes PSRR
und eine Lastausregelung unabhéngig von
der Ausgangsspannung. Zusatzlich ermog-
licht die Architektur die Parallelschaltung
zur weiteren Rauschreduktion, zur Erth6hung
des Ausgangsstromes und zur besseren War-
meverteilung auf dem Board, was das ther-
mische Verhalten verbessert.

Der LT3045 liefert bei einem breiten Ein-
gangsbereich von 1,8 bis 20 V am Ausgang
bis zu 500 mA bei einem Dropout von 260 mV
bei voller Last. Der Ausgangsspannungsbe-
reich geht von 0 bis 15 V mit einer geringen
Toleranz von +2 % iiber Netz-, Last- und Tem-
peraturdanderungen.

Mit dem breiten Eingangs- und Ausgangs-
spannungsbereich, der grofien Bandbreite,
dem hohen PSRR und dem geringen Rau-
schenist der IC sehr gut geeignet fiir rausch-
empfindliche Applikation in einer Vielzahl
von Analog- und HF-Designs einschliefilich
in Frequenzsynthesizern (PLLs/VCOs), HF-
Mischern und Modulatoren, schnellen und
hochauflosenden Datenwandlern (ADCs und
DACs), Medizinapplikationen mit Bildverar-
beitung und Diagnose, Prazisionsstromver-
sorgungen und in Nachregler von Schaltnetz-
teilen.

Der LT3045 arbeitet zusammen mit preis-
werten kleinen Keramik-Ausgangskonden-
satoren von 10 pF, was Stabilitdt und Transi-
entenverhalten verbessert. Die externe pra-
zise Strombegrenzung ist iiber einen einfa-
chen Widerstand einstellbar (+10% iiber die
Temperatur). Ein einzelner Kondensator am
SET-Pin verringert Ausgangsrauschen und
agiert als Referenz fiir den Soft-Start, verhin-
dert so ein Uberschwingen der Ausgangs-
spannung beim Einschalten. Die internen
Schutzschaltungen umfassen den Schutz
gegen Falschpolung, Riickstromschutz, in-
terne Strombegrenzung mit Riickkopplung
und thermischer Begrenzung mit Hysterese.
Andere Merkmale sind Schnellstart (niitzlich
bei grolem Kondensator am SET-Pin) und
ein Power-Good-Signal mit programmierba-
rer Schwelle zur Anzeige des Regelzustandes

ELEKTRONIKPRAXIS Nr.5 8.3.2017
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der Ausgangsspannung. Bild 1 zeigt eine ty-
pische Applikation.

Der LT3045 ist im thermisch verbesserten
10-poligen DFN-Gehiuse (Dual Flat No-Lead)
mit den Maf3en 3 mm x 3 mm (Pin-kompatibel
mit LT3042) und im 12-poligen MSOP-Gehiu-
se erhdltlich, beide mit geringem Platzbe-
darf. Die E- und I-Grad-Versionen sind ab
Lager mit einer zuldssigen Sperrschichttem-
peratur von —40 bis 125 °C erhéltlich. In Zu-
kunft wird eine Hochtemperatur Version
(H-Grad) fiir —-40 bis 150 °C angeboten.

Der LT3045 erfordert fiir Stabilitédt einen
Ausgangskondensator. Wegen seiner hohen
Bandbreite muss dieser ein Keramikkonden-
sator mit geringen ESR- und ESL-Werten sein.
Fiir Stabilitat werden mindesten 10 pF Kapa-
zitat, ESR unter 20 mQ und ESL unter 2 nH
gefordert. Mit dem hohen PSRR und dem
geringen Rauschen (Bilder 2 und 3), das mit
einem 10-pF-Keramikausgangskondensator
erzielt wird, macht es keinen Sinn, einen
grofleren Kondensator einzusetzen, der die
Merkmale nur unwesentlich verbessert, da
die Bandbreite des Reglers mit zunehmender
Kapazitdt sinkt. Eine grof3ere Kapazitat als
die minimal empfohlenen 10 pF bringt keine
Vorteile.

Vorteile der Parallelschaltung
mehrerer LT3045

Grof3ere Ausgangsstrome werden durch
Parallelschaltung von mehreren LT3045 er-
zielt, einfach durch Verbinden aller SET-Pins

ELEKTRONIKPRAXIS Nr.5 8.3.2017
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= Bild 4:
Vour Beim Parallelbetrieb
3.3V des LT3045 kann zur

;?AUT[M'\K] Wérmeverteilung ein
Eingangswiderstand
oder ein parallel zum
LT3045 geschalteter
Widerstand eingesetzt
werden.

und aller IN-Pins. Die Verbindung aller OUT-
Pins miteinander ben6tigt nur wenig Leiter-
bahnfliche (wirkt als Lastwiderstand) und
bewirkt gleiche Stréme aus allen LT3045 ICs.
Es konnen fiir hohere Strome und geringeres
Rauschen mehr als zwei LT3045 parallelge-
schaltet werden. Parallelschalten vieler
LT3045 ICs wirkt sich auch positiv auf die
Warmeverteilung auf dem Board aus. In Ap-
plikationen mit grof3er Differenz zwischen
der Eingangs- zur Ausgangsspannung kann
zur Warmeverteilung ein Eingangswider-
stand oder ein Widerstand parallel zum
LT3045 eingesetzt werden (Bild 4).

Durchbruch in Sachen
Rauschen und PSRR

Die LDOs LT3042 und LT3045 stellen einen
Durchbruch in Sachen Rauschen und PSRR
dar. Gekoppelt mit ihrem breiten Spannungs-
bereich, dem geringen Spannungsabfall, der
Robustheit und dem einfachen Einsatz, eig-
nen sie sich bestens fiir den Einsatz in rau-
schempfindlichen Applikationen, etwa Test-
und Mess-Systeme. Durch ihre Stromrefe-
renz-basierte Architektur sind Rauschen und
PSRR unabhéngig von der Ausgangsspan-
nung. Zusatzlich lassen sich mehrere ICs zur
weiteren Rauschreduzierung und Erh6hung
des Ausgangsstroms bei gleichzeitiger ver-
besserter Warmeverteilung auf dem Board
parallelschalten. /] TK

Linear Technology
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3-6 Watt DC/DC °
Wandler mit EMV Filter 2
Class A EMC ohne externe

Komponenten, Class B mit
nur einem Kondensator

REC3A, REC5A & REC6A isolierte
2:1 Wandler

Spitzen Performance bei hoher
Verlésslichkeit

Hohe kapazitive Belastbarkeit und
Leistungsfahigkeit

0% Mindestlast

LR R A

DIP24 Industrie Standard Pinout

¢ = Weiter Betriebstemperaturbereich
I -40°C bis +85°C (ohne Derating)

IEC/EN/UL60950-1, 62368-1
zertifiziert, CB scheme

I
RECOM
WE POWER YOUR PRODUCTS
www.recom-power.com
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DC/DC-WANDLER
Ohne Potenzialtrennung

DC/DC-WANDLER

35% kleiner bei gleicher Leistung

Die Hochleistungswandler der
Serie LSR.Q von SYKO liefern ei-
ne nicht potenzialgetrennte,
konstante Versorgungsspan-
nung mit einer Leistung bis
500 W. Mit ihrem hohen Wir-
kungsgrad von bis zu 98%, ihrer
weiten Eingangsspannungsbe-
reiche, einer Umgebungstempe-
ratur von —40 bis 70 °C, kurzzei-
tig sogar bis 85 °C, hoher Schock-
und Vibrationsbelastbarkeit und
einer geringen EMV-Belastung
eignen sich diese Hochleistungs-
wandler bestens fiir den Einsatz

in der Telekommunikation, Fahr-
zeuganwendungen, Anlagen-
technik und Bahntechnik. Eine
Filterfrequenz von >200 kHz mi-
nimiert die Spannungswelligkeit
am Ein- und Ausgang. Dank der
Nulllastfahigkeit kénnen Last-
spriinge ab Leerlauf aufI, . mit
normaler Regelcharakteristik
beantwortet werden. Die Serie
LSR.Q arbeitet als Buckregler mit
ca. 1V Dropoutspannung bis zu
einer minimalen Eingangsspan-
nungvon0,8xU, ... und sekun-
déren Fremdspannungen kleiner
als die Nennspannung. Bei An-
schluss einer ausgangsseitigen
Energiequelle (Batterie/High-
Caps) arbeitet der Wandler gesi-
chert beim Anlauf und Nennbe-
trieb und muss iiber externe
Dioden am Ausgang entkoppelt
werden.

SYKO

e \,{

Die ungeregelten DC/DC-Wand-
lern der SMUO2-Serie von Mean
Well (Vertrieb: Emtron) liefern
eine Ausgangsleistung von 2 W.
Typ L ist fiir eine Eingangsspan-
nung von 5 V. ausgelegt, Typ M
fiir 12 V. Typ N fiir 24 V.. Alle
Modelle akzeptieren Schwan-
kungen der Eingangsspannung
von bis zu +10% und erfiillen
gangige EMV-Anforderungen oh-
ne weitere externe Beschaltung.
Das SIP4-Gehduse mit Standard-
Pin-Belegung hat die Mafle
11,6 mm x 7,5 mm x 10,14 mm.

EIMOPRAKIS &=

Entsprechend UL 94V-0 ist das
Gehduse schwer entflammbar.
Die Arbeitstemperatur reicht von
—40 bis 85 °C. Die Wandler errei-
chen eine Arbeitseffizienz von
bis zu 85% und weisen eine Ein-
gangs-/Ausgangs-Isolation von
1500 V,. auf, optional auch
3000 V), I/O-Isolation. Damit
eignet sich die neue DC/DC-
Wandler-Serie noch besser fiir
anspruchsvolle Anwendungen
wie industrielle Steuerungen,
Telekommunikation oder verteil-
te Stromversorgungsarchitektu-
ren. Alle Modelle der SMUO2-
Serie verfiigen iiber integrierte
Schutzschaltungen gegen Kurz-
schluss. Die DC/DC-Wandler ha-
ben zwei Jahre Hersteller-Garan-
tie, erfiillen die Anforderungen
von FCC, tragen die CE-Kenn-
zeichnung des Herstellers.

Emtron

elektromobilitat PRAXIS
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Mit Themen aus

Forschung | Entwicklung
Konstruktion | Fertigung
Markt | Politik
Gesellschaft | Umwelt

SMD-Sicherung mit hohem
Ausschaltvermdgen
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www.elektromobilitat-praxis.de

— Hohes Ausschaltvermégen von bis zu 1500 A

— Hohe Nennspannungen von bis zu 277 VAC / 250 VDC
— 24 Nennstréme von 160 mA bis 30 A

— Kompaktes, quaderférmiges Design: 5.3 x 16 mm

---> www.elektromobilitat-praxis.de
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AKTUELLE PRODUKTE

ELEKTRONISCHE LASTEN

STROMVERSORGUNGEN

Zum Zwei-Quadranten-System erweiterbar

Elektronische Lasten, die sich
auf ein Zwei-Quadranten-System
erweitern lassen, bieten auf-
grund der grofleren Auswahl an
Spannungen, Strome und Leis-
tungen mehr Anwendungsmog-

»TRAGBARE STECKDOSE*

lichkeiten. Mit der elektroni-
schen Last der Serie EL9000 B 2Q
von EA Elektro-Automatik kon-
nen die EA-Laborstromversor-
gungen auf einen Zwei-Quadran-
ten-Betrieb ausgebaut werden.
Die elektronischen Lasten sind
modular aufgebaut und bieten
Leistungen bis 2400 W, Span-
nungen bis 750 V sowie Stréme
bis 170 A. Damit sind die Span-
nungen und Stréme an die La-
borstromversorgungs-Serien des
Unternehmens angepasst wor-
den. Dank der Kompatibilitat
lasst sich die Serie EL9000 B 2Q

Aus Brennstoffzellen nachladbar

Bei der ,,Efoy Go*“ von HY-LINE
Power Components/SFC Energy
handelt es sich um eine univer-
selle mobile Stromversorgungs-
einheit, die 12V, 230 V. (max.
400 W) und USB-Ladeanschliis-
se bietet. Ein 240-Wh-LiFePO4-
Akkumulator sorgt dabei fiir eine
stabile, robuste, ausfallsichere,
gerduschlose und emissionsfreie
Stromversorgung — ob auf Bau-
stellen, bei mobilen Projekten,
an abgelegenen Messstellen, an-
deren autarken, tempordren Ar-
beitspldtzen oder bei Expeditio-
nen. Nachladen ist unter ande-

HUTSCHIENEN-NETZTEILE

mit den Laborstromversorgun-
gen PS9000, PSE9000 und
PSI9000 kombinieren. Zudem
besitzen die Lasten eine aktive
elektronische Ddmpfung des DC-
Eingangskreises und gewdhrleis-
ten damit eine hohe Stromstabi-
litdat. Auf diese Weise werden
unerwiinschte Schwingneigun-
gen verhindert. Auf der Frontsei-
telassen sich die Lasten iiber ein
HMI, welches die Zustinde des
Gerdtes anzeigt, ein- oder aus-
schalten.

EA Elektro-Automatik

rem von 12-V-Bordnetzen, dem
230-V-Lichtnetz, Solarpanels
und EFOY-Brennstoffzellen még-
lich, womit die Leistung auch
unter widrigsten Umgebungsbe-
dingungen dauerhaft zur Verfii-
gung stehen kann. Das Gerat ist
mit 28,6 cm x 18,6 cm x 20,1 cm
sowie 5,6 kg kompakt, leicht und
tatsachlich gut tragbar und
mit seiner unkomplizierten Be-
dienung ohne weitere Einwei-
sung fiir Einsatzkrafte vor Ort
bedienbar.

HY-Line Power Components

3-phasig fiir mdustrlelle Steuerungen

Fiir Applikationen, die ein 3-pha-
siges Hutschienen-Netzteil (DIN-
Rail) mit bis zu 480 W Ausgangs-
leistung bend&tigen, hat Schukat
die Serie TDR-480 von Mean Well
ins Sortiment aufgenommen. Mit
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85,5 mm Breite wurden die Maf3e
gegeniiber der vorigen Generati-
on der DRT-480 Serie um 52%
reduziert. Somit ist die Serie sehr
kompakt und 16st das Problem
vieler Entwickler, die mit be-
grenztem Platz auf der Hut-
schiene auskommen miissen.
TDR-480 ldsst sich auf die ge-
normten Hutschienen TS-35/7,5
und TS-35/15 montieren. Weitere
Merkmale umfassen den 3-pha-
sigen Eingang mit einem Span-
nungsbereich von 340 bis 550V,
(ein 2-Phasen Betrieb ist eben-
falls méglich), einen hohen Wir-

kungsgrad von 93% sowie ein
liifterloses Design, da die Kiih-
lung (=30 bis 70 °C Arbeitstem-
peratur) durch freie Luftkonvek-
tion erfolgt. Dariiber hinaus er-
fiillt die Baureihe die industrielle
Storfestigkeit nach EN61000-6-2
(EN50082-2) sowie die internati-
onalen Richtlinien UL508, CB
und CE. Damit eignen sich die
Hutschienen-Netzteile beson-
ders fiir Schaltkdsten mit be-
grenztem innerem Schienenab-
stand.

Schukat
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icolek

smart cable management.

Kabeldurchfiihrung

Mit dem

Stecker durch

die Wand

Die teilbare Kabeldurch-
fuhrung KEL-U / KEL-ER fiir
Leitungen mit Stecker.

v’ Garantieerhalt
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schnelle Montage

hohe Packungsdichte
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WARMEMANAGEMENT // ENERGIEEFFIZIENZRECHNER

Ab wann lohnt sich
der Kauf neuer Kiithlgerate?

Diese Frage bereitet Betreibern von Steuerungs- und Schaltanlagen
hdufig Kopfzerbrechen. Mit einem TCO-Rechner sind Gesamtkosten,
Sparpotenzial und Amortisierungszeit nur einen Mausklick entfernt.

SEBASTIAN MARCUS LOTZ UND HANS-ROBERT KOCH *

der richtigen Gerate kann der EER-Wert :

(Energy Efficiency Ratio — Energieeffi- 2
zienzkennzahl) der Kiihlgerite die Richtung
weisen. Die Energieeffizienzkennzahl zeigt
an, wie hoch die Kiihlkapazitat im Vergleich
zum Energieverbrauch ist.

Allerdings ist die Berechnung der Energie-
effizienz alleine nach den Werten auf dem
Typenschild des Kiihlgerdts und auf Basis
einer jahrlichen Durchschnittstemperatur
oft wenig aussagekraftig. Der EER-Wert ist
nach DIN EN 14511ein Laborwert auf Basis
einer Hallentemperatur von 35 °C und nicht
spezifisch auf eine Anwendung bezogen.

Wie die Verbrauchswerte beim Auto wei-
chen die EER-Werte je nach individueller
Leistung, Laufzeit und Umgebungstempera-
tur deutlich vom angegebenen Durchschnitt
ab. Gefragt sind darum Berechnungstools,
die eine individuelle Betrachtung der Ener-
gieeffizienz im jahrlichen Rhythmus der Jah-
reszeiten — den Seasonal Energy Efficiency
Ratio (SEER) — ermdglichen.

Eine Losung bieten die Entwickler der Blue
e+ Kiihlgerate von Rittal. Im letzten Jahr ha-
ben sie einen neuen Energieeffizienz- und
TCO-Rechner-Rechner ins Leben gerufen, der
eine objektive Grundlage fiir die Kaufent-
scheidung bietet.

Auf der Basis von Klimadaten, aktuellen
Strompreisen und dem individuellen Leis-
tungsprofil trifft der Online-Rechner verldss-
liche Aussagen zu Energieverbrauch, Spar-
potenzialen und dem Total Cost of Owner-
ship (TCO). Dabei lassen sich Kiihlgerite
beliebiger Hersteller auf der Grundlage geo-
grafisch individualisierter Temperaturprofi-
le vergleichen.

S tehen Anlagenbetreiber vor der Wahl £

L

Al

* Sebastian Marcus Lotz
... arbeitet im Product Management, Business Deve-
lopment Climatisation bei Rittal in Herborn.

...* Hans-Robert Koch
Kiihlpotenzial optimieren: Die Kiihlgerdte der Reihe Blue e+ sind im Vergleich zu herkbmmlichen Kiihlgerd- ist Leiter der Produktkommunikation bei Rittal in

ten im Durchschnitt bis zu 75 Prozent energieeffizienter. Herborn.
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Das Online-Tool zeigt die Einsparpotenzi-
ale in vier Schritten auf. Im ersten Schritt
wihlt der Anwender die Klimazone, da der
Energieverbrauch fiir die Kiihlung bei hohen
Auflentemperaturen hoher ist als in gema-
Bigten Klimazonen.

Jahreszeitliche Schwankungen
beriicksichtigt

Wenn die Eingabe der Klimazone iiber den
geografischen Standort die realen Verhilt-
nisse nicht genau genug abbildet, bietet der
Rechner die Méglichkeit, eine individuelle
Hallendurchschnittstemperatur und den
Heizpunkt — also die geringstmogliche Tem-
peratur in der Halle - einzugeben.

Bei iiblichen Berechnungen wird eine EER
bei einer konstanten Hallentemperatur von
35 °C genutzt, was die saisonalen Schwan-
kungen der Hallentemperatur vollig vernach-
lassigt. Da diese Schwankungen durchaus
relevant sind, verfdlscht die Vernachldssi-
gung der Jahreszeiten die Rechnung. Deshalb
nutzt das Tool den wesentlich detaillierteren
SEER-Wert, der diese Schwankungen ber{ick-
sichtigt.

Auflentemperaturprofile von Standorten
auf der ganzen Welt sind in sehr hoher Qua-
litat verfiigbar, aber diese sind fiir die Ener-
gieeffizienzrechnung nicht brauchbar, wenn
es darum geht, das Klima in einer Halle zu
analysieren. Besonders deutlich wird dies im
Winter, wo es im Freien sehr kalt wird, wah-
rend die Hallentemperatur gleichméfig bei
etwa 19 °C liegt — da Produktionshallen be-
heizt werden.

Weltweite Klimamessungen
in Produktionshallen

Deshalb fiihrte Rittal eigene Messungen in
Produktionshallen auf allen Kontinenten
und in allen Klimazonen durch. Aus einem
Datenschatz von mehr als 60.000 Messpunk-
ten wurden Temperaturprofile fiir Orte auf
der ganzen Welt berechnet. Damit lassen sich
die Temperaturverhidltnisse einer Halle im
saisonalen Verlauf sehr einfach nachvollzie-
hen. Im Effizienzrechner wird das entspre-
chende Temperaturprofil direkt angezeigt.

Mit dem ermitteltem SEER-Wert geht der
Anwender dann in die Auswahl des Klimage-
rats. Zundchst werden die gewiinschte Leis-
tungsklasse zwischen 2000 und 5800 W
sowie die Betriebszeiten — wie viele Wochen-
tage und wie viele Schichten gearbeitet wird
—abgefragt. Dazu kommen Strompreis, Wah-
rung und Anzahl der Geridte und schliefllich
der Klick auf ,Weiter*.

Im dritten Schritt zeigt der Effizienzrech-
ner nun die Energiekosten pro Jahr. Dabei
vergleicht der Rechner die herstellereigenen
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Bild 1: Der Energieeffizienz- und TCO-Rechner von
Rittal bietet eine objektive Grundlage fiir die Kauf-
entscheidung bei Kiihlgerdten.

Bild 2: Der Energieeffizienz- und TCO-Rechner fiir
Kiihlgerdte mit Klimadiagramm entsprechend
ausgewdbhlter Klimazone und SEER.

Geriteklassen Blue e und Blue e+ mit dem
entsprechen-den TopTherm-Klimagerit. Die
inzwischen ausgelaufene TopTherm-Baurei-
he wurde als Referenz gewdhlt, weil diese
Klimagerdte heute noch weit verbreitet sind
und eine gute Basis fiir den Ist-Zustand dar-
stellen.

Hier werden schon Einsparpotentiale
sichtbar — bei 4200 W, Sechstagewoche, zwei
Schichten und 0,13 €/kWh liegen zwischen
dem Top-Therm-Gerat und dem Blue e+ 657
Euro - bei einem Ausgangswert von 912 Euro
pro Jahr!

In eine vierte Spalte kann der EER L35/L35
des eigenen Klimagerits eingegeben werden,
sofern man kein Gerdt des Herstellers aus
Herborn benutzt. Der EER berechnet sich aus
Kiihlleistung geteilt durch Aufnahmeleis-
tung.

Diese Werte sind {iblicherweise in den
techni-schen Daten zu finden. So lassen sich
die Energiekosten des bisher genutzten Ge-
rats direkt mit den Gerdten aus Herborn ver-
gleichen. Neu ist die Moglichkeit, von den
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Bild 3: Vergleich der Energiekosten und der Einspa-
rungen pro Gerdt.

Bild 4: TCO-Vergleich und Amortisationsrechnung

Energiekosten auf die CO,-Einsparung um-
zuschalten.

Zur Dokumentation der Energieeffizienz-
berechnung ldsst sich ein Bericht im PDF-
Format erzeugen. Das dreiseitige Dokument
fasst Ergebnisse und Eingabeparameter zu-
sammen.

Amortisierungszeit
einfach berechnen

Dariiber hinaus lassen sich mit der TCO-
Funktion auch die Betriebskosten detailliert
berechnen. Dazu benétigt der Anwender ei-
nen Angebotspreis des zu analysierenden
Kiihlgerites, den er bei Rittal-Kiihlgerdten
iiber den Online-Shop erfragen kann.

Der TCO-Rechner beriicksichtigt eine Rei-
he von Kosten, die neben Anschaffung und
Energiever-brauch in eine wirklich umfas-
sende TCO-Betrachtung eingehen miissen:
Auslegung, Installation, Wartung und In-
standhaltung sowie die Entsorgung.

Dabei beriicksichtigt der TCO-Rechner un-
ter anderem auch Effekte, die sonst vernach-
lassigt werden: Beispielsweise lassen sich
die Filter bei den Blue e+ Kiihlgeriten einfa-
cher wechseln, so dass die Wartungskosten

76

ENERGIEEFFIZIENZRECHNER

sinken. Die Lebensdauer der Liifter ist durch
die inzwischen eingefiihrte Drehzahlrege-
lung hoher als bei der TopTherm-Serie, so
dass diese iiber die gesamte Lebensdauer des
Kiihlgerdts seltener getauscht werden miis-
sen.

Gesamtkosten detailliert
betrachten

Der TCO-Rechner erméglicht also eine sehr
detaillierte Betrachtung der Gesamtkosten.
Aktuell lassen sich Auslegungs-, Anschaf-
fungs- und Energiekosten individuell an die
tatsdchlichen Verhiltnisse anpassen, um
eine noch realistischere Betrachtung zu er-
moglichen. Das Unternehmen arbeitet an
weiteren Individualisierungsmoglichkeiten.

Der TCO-Rechner zeigt in einem Diagramm
die entstehenden Kosten in einem Zehnjah-
res-Lebenszyklus fiir jedes Jahr. Dabei wird
beispielsweise beriicksichtigt, dass die Aus-
legungs- und Anschaffungskosten nur im
ersten Jahr anfallen, wohingegen die Entsor-
gung im zehnten Jahr ansteht und auch nur
in diesem Jahr Kosten verursacht.

Auf Basis dieser Daten werden in einem
zweiten Diagramm die TCO eines Blue e+-,
Blue e- und TopTherm-Kiihlgerdtes iiber
zehn Jahre dargestellt. Dabei kann der An-
wender sich die aufgelaufenen Kosten an
jedem Zeitpunkt in diesen zehn Jahren an-
zeigen lassen. Schlief3lich bietet der TCO-
Rechner noch eine Amortisationsrechnung.
Hier wird monatsgenau angezeigt, zu wel-
chem Zeitpunkt sich der Umstieg auf ein Blue
e+-Gerdt bezahlt macht. Dabei wird konser-
vativ gerechnet, denn es wird die Amortisa-
tion des Blue e+-Kiihlgerits gegeniiber einem
bestehenden TopTherm- oder Blue-e-Gerét
berechnet, das ja bereits einige Jahre im Ein-
satz ist. Schliellich wechselt man nicht nur
auf stromsparendes Kiihlgerat moderner
Bauart, sondern tauscht auch ein altes gegen
ein neues Kiihlgeréat ein.

Mit dem Energieeffizienz- und TCO-Rech-
ner lassen sich die gewaltigen Einsparpoten-
tiale darstellen, die moderne, energiesparen-
de Schaltschrankkiihlungen ermdglichen.
Durch die nachvollziehbare, detaillierte
Berechnung und die tibersichtliche grafische
Darstellung wird sowohl Anlagenbetreibern
als auch Planern und technischen Einkdu-
fern wertvolles Argu-mentationsmaterial zur
Hand gegeben, mit dem sie ihre Kiihlgerate-
auswahl begriinden und dokumentieren
konnen. Und das nicht auf Basis allgemein-
giiltiger Daten, sondern auf Wunsch auf Ba-
sis der realen Anforderungen und Kennzah-
len des Interessenten. // KR

Rittal
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AXIALLUFTER

Hochleistungs-Liifteraggregate neuer Konzeption

r [
et 2
r gl

Grofle thermische Verlustleis-
tungen, z.B. fiir Umrichter oder
Schaltanlagen, liegen oftmals in
der Groflenordnung einiger Kilo-
watt und sind mittels passiver
Hochleistungskiihlkérper kaum

EC-LUFTER

zu entwdrmen. Fiir diesen An-
wendungsfall erweitert Fischer
Elektronik das Angebot um
Hochleistungs-Liifteraggregate.
Die neuartige Konzeption der
Serie LA(V) 28-33 besteht aus zu-
sammen gel6teten Strangpres-
sprofilen. Die stromungsopti-
mierte Hohlrippengeometrie
wird durch zusétzlich einge-
brachte, warmetechnisch opti-
mal kontaktierte Trennbleche
realisiert. Die verwendeten Axi-
alliiftermotoren sind hinsicht-
lich Volumenstrom und Stau-
druckideal an die innenliegende

Warmetauschstruktur — ange-
passt. Doppelseitige, exakt plan-
gefraste Basisplatten sorgen fiir
eine gute Warmespreizung, die-
nen gleichzeitig als Montagefla-
che fiir die zu entwdrmenden
elektronischen Komponenten.
Die Liifteraggregate sind mit
oder ohne Vorkammer sowie in
zwei verschiedenen Héhen und
sechs verschiedenen Breiten er-
hiltlich. Mechanische Bearbei-
tungen, Oberflachenbeschich-
tungen etc. sind moglich.

Fischer Elektronik

80 Prozent weniger Energie notwendig

Die EC-Liifterserie von Sunon
(Vertrieb: Schukat) spart gegen-
iiber konventionellen AC-Liiftern
bis zu 80% Energie ein und be-
notigt keine DC-Stromversor-
gung. Unterschiedliche Ausfiih-
rungen stehen zur Wahl, ob als
Standard, mit IP21-, IP55- oder
1P68-Zertifizierung sowie als
IP55 mit Atex-Zertifizierung (EX-
geschiitzt). Der Liifter CF4113H-
BL-A99 vereint das standardi-
sierte Rastermaf3 des AC-Liifters
DP200A2123XBT mit der Motor-
technologie der EC-Serie. Trotz
identischem Baumaf3 von 120 x

CHIP-KUHLUNG

SEPA EUROPE bietet speziell fiir
den ,,Embedded-Bereich” einen
rahmenlosen 40-mm-Liifter mit
einer Bauh6he von 10 mm an,
der in Kombination mit dem pas-
senden Kiihlkdrper eine kom-
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38mm verfiigt die EC-Version
iiber eine um mehr als 22% ge-
steigerte Drehzahl — bei gleich-
zeitiger Energieeinsparung von
fast 77%. Mit der Drehzahl ist die
Férdermenge um 12% und die
Gegendruckstabilitdt um fast 9%
gestiegen. Die Liifter sind sowohl
fiir 230 V als auch fiir 110 V AC-
Netze ausgelegt. Die Liifter sind
lieferbar im Maf3 120 x 120 x 38
mm mit drei Geschwindigkeiten
(CF4113_BL), die Leistung liegt
bei 1,8 bis 5,1 W, der Betriebstem-
peraturbereich zwischen —25 bis
70°C. Bei der Variante 200 x 77,7

Rahmenloser Liifter zur Integration

pakte Lésung zur Chipkiihlung
darstellt.

Neben dem bereits lieferbaren,
rahmenlosen 50-mm-Liifter, ist
der aktuelle, runde 40-mm-Liif-
ter im Embedded-Bereich als
Variante ebenfalls gefragt. Viele
Standard-Kiihllosungen in die-
sem Geschiftsbereich bauen auf
den 40 mm x 10 mm Liiftern auf.

Genau genommen hat der zur
40 mm Baugrof3e zdhlende Liif-
ter einen Rotordurchmesser von
37 mm.

Die aktuelle Version ist mit
zwei Kugellagern ausgestattet

mm im runden Gehduse
(CF2207LBL) betragt die Leistung
3,2 bis 6,6 W, der Betriebstempe-
raturbereich —40 bis 50 °C.

Schukat

in Kiihlkorper

und erreicht damit bei Betriebs-
temperaturen von 40° C eine
Lebensdauer von 70.000 h.

Neben einem Impulsausgang
zur Drehzahliiberwachung steht
auch ein PWM-Eingang zur Dreh-
zahleinstellung im Bereich von
ca. 35 bis 100% der Nenndreh-
zahl zur Verfiigung.

In Kombination mit dem Stift-
kiihlkorper des Typs Powerblock
ist der mit 22 dB(A) leise Liifter
auch als ,,Kiihligel“-Variante an-
schlussfertig lieferbar.
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Kompaktere Antriebe durch
integrierte Kiihlkorper

Elektrische Antriebe mit in das Motorgehduse integrierter
Leistungselektronik konnen durch die Optimierung ihrer Kiihlkérper
noch kompakter gestaltet werden.

JAN WETTLAUFER *

Bild 1: Hochintegrierte Antriebe und die Kiihlkdrper ihrer Leistungselektronik (orange eingefrbt).

echselrichter und hochintegrierte
WAntriebe konnen durch funktiona-

le Integration deutlich kompakter
gestaltet werden. Hierfiir ist es vorteilhaft,
die Kiihlkorper der Leistungshalbleiter in die
Struktur der Gesamtkonstruktion zu integ-
rieren. Eine effektive Kiihlung ist hauptsdch-
lich abhéngig von einer verteilten Anord-
nung der Warmequellen, einer guten Fiih-
rung der Kiihlluft und einer geeigneten
Kiihlkorpergeometrie.

Integrierte Kiihlkorper sind
schwer zu analysieren

Die Optimierung von konventionellen
Kiihlkorpern mit ebener Bodenplatte, wie sie
beispielsweise in Schaltschrankumrichtern
zum Einsatz kommen, ist Stand der Technik.
Der thermische Widerstand dieser Kiihlkor-
per kann mithilfe analytischer Formeln, Da-
tenblattangaben oder kostenlos verfiigbarer
Auslegungssoftware abgeschatzt werden.
Die thermischen Grenzen konventioneller
Kiihlkorper mit senkrecht zur Bodenplatte
angeordneten Rippen sind relativ gut be-

* Jan Wettlaufer

... forscht bei der Lenze SE in Extertal
unter anderem daran, Elektronik
kompakt in elektrischen Motoren zu
integrieren.
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kannt. Integrierte Kiihlkorper erfiillen jedoch
nicht die Annahmen, die diesen Untersu-
chungen zugrunde liegen. Aufgrund der
komplexen Geometrien ist es praktisch nicht
moglich, analytische Ansdtze anzuwenden.
Durch eine Kombination von Rapid-Proto-
typing-Technologien, Messungen und Simu-
lationen ist aber eine schnelle, zielgerichtete
und wirtschaftliche Optimierung moglich.
Diese fiihrt sowohl zu einer héheren Leis-
tungsdichte als auch durch niedrigere Tem-
peraturen zu einer erhdhten Zuverldssigkeit
und Lebensdauer der optimierten Gerate.

Grundsatzliches Vorgehen beim
Gerdtedesign

Bild 1 zeigt zwei Antriebe mit vollstdndig
in das geschlossene Motorgehduse integrier-
ter Elektronik, die Kiihlkorper ihrer Leis-
tungshalbleiter sind orange eingefdrbt. In
diesem Artikel wird dargelegt, wie der ther-
mische Widerstand solch integrierter Kiihl-
korper ingenieurmaflig optimiert werden
kann.

Um eine deutliche Uberdimensionierung
oder die Zerstorung aufgrund zu hoher Tem-
peraturen zu vermeiden, ist beim Entwurf
elektrischer oder mechatronischer Geréte die
Temperatur an den kritischen Stellen ausrei-
chend genau abzuschatzen. Ein hochinteg-
rierter Antrieb lasst sich aus thermischer

()
N
c

Alle Bilder: Le

Sicht in zwei Bereiche mit unterschiedlichen
Anforderungen einteilen: Den Bereich der
elektrischen Maschine und den Bereich der
Leistungselektronik.

Mit den nach der Stand der Technik {ibli-
chen Isolierstoffklassen fiir Lackdrdhte und
den verfiigharen Magnetmaterialien sind die
in hochintegrierten Antrieben zu erwarten-
den Temperaturen fiir elektrische Maschinen
beherrschbar.

Anders sieht es bei der integrierten Elekt-
ronik aus. Ihre Kiihlung ist eine Herausfor-
derung. Am kritischsten ist dabei die Kom-
ponente, welche zuerst ihre zuldssige Be-
triebstemperatur {iberschreitet oder auf-
grund temperaturbedingter Alterungs-
mechanismen ausfillt.

Thermisches Ersatzschaltbild
ableiten

In Bild 2 rechts ist ein Schnitt durch ein
intelligentes Leistungshalbleitermodul fiir
hochintegrierte Antriebe aus dem BMBF Ver-
bundforschungsprojekt EMiLE (Elektro Mo-
tor integrierte Leistungs-Elektronik) skiz-
ziert; dieses wird als SST (Smart Stator Tooth)
Modul bezeichnet und beinhaltet neben den
Leistungshalbleitern beispielsweise auch
Sensorik, Gatetreiber und ein FPGA zur Sig-
nalverarbeitung.

Die weif3 dargestellten Elemente sind War-
mequellen. FPGAs besitzen Verlustleistun-
gen von ungefahr 0,5 bis 2 Watt; ihre maxi-
male Betriebstemperatur ist typenabhangig
auf circa 100 bis 125 °C begrenzt.

Die skizzierten Leistungshalbleiter verur-
sachen abhingig vom Betriebspunkt bis zu
100 W Verluste. Sie konnen mit Sperrschicht-
temperaturen von 150 °C und mehr betrieben
werden.

In der Praxis steht der Ingenieur vor der
Herausforderung, aus Konstruktionsdaten
ein thermisches Ersatzschaltbild abzuleiten,
die Verluste zu berechnen und mit beiden die
Temperatur in den potenziell kritischen Bau-
teilen abzuschatzen.
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Bepgamae = 100°C

rraa

Zahnplatine

Leistungshalbleiter

FRGA
Warmeletpad

Bild 2: Schnitt durch
die Leistungselekt-
ronik: Das thermisch
kritische Bauteil ist
in diesem Fall der

Apppn = 20K

Rens.ges [
Kiihlkérper

Renseitn

Ok max = B0°C

" FPGAund nicht die
Leistungshalbleiter.

Kupfer  Kerami

Moldmassa

Bild 3: Ausschnitt aus dem
thermischen Ersatzschalt-
bild eines hochintegrierten
Antriebes.

In Bild 3 ist ein Ausschnitt des Ersatz-
schaltbildes der Leistungselektronik des in
Bild 1 links dargestellten Antriebes gezeigt.
Es gliedert sich in drei Teile:

M Leistungshalbleiter und DCB (Direct
Copper Bond) sind rot eingerahmt. Die
Leistungshalbleiter sind als Warmequellen
dargestellt und die einzelnen Schichten des
DCBs als thermische Widerstdnde und Ka-
pazitaten.

M Blau eingerahmt ist das auf Bild 2 links
detaillierter dargestellte Ersatzschaltbild
des Schirmblechs, welches das FPGA ent-
wadrmt.

M Das thermische Ersatzschaltbild des in
das Motorgehduse integrierten Kiihlkorpers
ist griin umrandet.

Die rot und blau eingerahmten Ersatz-
schaltbilder wurden mit auf den CAD Daten
aufbauenden thermischen FEM Simulatio-
nen ermittelt. Die Verlustleistungen wurden

ELEKTRONIKPRAXIS Nr.5 8.3.2017

mit Hilfe linearisierter Verlustmodelle be-
rechnet.

Dabei wird deutlich, was aus Bild 2 schon
zu erkennen ist: Trotz seiner deutlich gerin-
geren Verlustleistung ist das FPGA thermisch
kritischer als die Leistungshalbleiter. Es be-
grenzt die an der Kiihlkdrperoberflache zu-
lassige Temperatur auf ca. 80 °C.

Maoglichkeiten zur thermischen

Optimierung

Mit diesem Wert, den Verlustleistungen im
Nennpunkt und der maximal zuldssigen Um-
gebungstemperatur wurde die ,,Zielgrofie
der thermischen Optimierung, der thermi-
sche Kiihlkérperwiderstand R, , auf 0,3 K/W
abgeschitzt. Hiermit kann die eigentliche
Arbeit beginnen, die Optimierung der Kiihl-
korpergeometrie und der Luftfiihrung.

Durch einen Radialliifter wird die Kiihlluft
beschleunigt und iiber die Liifterhaube auf
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den integrierten Kiihlk6rper geleitet. Dahin-
ter wird mit ihr die elektrische Maschine
gekiihlt, bevor sie am vorderen Lagerschild
wieder aus dem Antrieb austritt. Der thermi-
sche Kiihlkérperwiderstand wird im Wesent-
lichen bestimmt durch:

M Verteilung der Stromungsgeschwindig-
keit: Eine moglichst gleichmiflige Vertei-
lung iiber die einzelnen Kiihlrippen ist das
Ziel, denn nur von Luft durchstromte Kiihl-
rippen konnen Warme abfiihren.

B Art der Strémung: Mit turbulenten Str6-
mungen konnen héhere Warmeiibergangs-
koeffizienten erreicht werden als mit lami-
naren, sie sind somit anzustreben.

B Oberfliche und Form der Kiihlrippen:
Durch eine feinere Verrippung entsteht
eine grofiere Oberflache, jedoch entsteht
auch ein hoherer Strémungswiderstand. Im
Zweifelsfall sollte die Optimierung mit der
feinsten Verrippung begonnen werden, die
fertigungstechnisch moglich ist.

Drei Vorgehensweisen sind

moglich

Bild 4 zeigt drei mogliche Wege zur Ermitt-
lung des thermischen Kiihlkérper-Widerstan-
desR, (- Doch wie geeignet sind diese Wege
und welche Probleme lauern bei ihrer Durch-
fithrung?

Weg A: 3-D-Stromungssimulation: Im Be-
reich der Leistungselektronik verbreitete
215 D CFD (Computational Fluid Dynamics,
numerische Stromungsmechanik) Software
mit automatisierter, strukturierter Vernet-
zung (beispielsweise ANSYS ICEPak, Cradle
HeatDesigner oder Mentor Graphics Flo-
THERM) ist zur Optimierung von planaren
Geometrien wie bestiickten Leiterkarten
konzipiert. Die komplexe Luftfiihrung der
hier untersuchten Antriebe konnte nicht er-
folgreich nachgebildet werden. Hierzu ware
eine 3-D-Stromungssimulation mit unstruk-
turierter Vernetzung erforderlich, welche ein
manuell vorbereitetes (vernetztes) Modell
und eine hohe Rechenleistung erfordern.

Weg B: indirekte Messung: Anstatt die
Stromung zu simulieren kann sie auch an
einer Attrappe gemessen werden. Dazu wird
das Gehduse des hochintegrierten Antriebes
aufgebaut, Bild 5 oben links. Dabei ist nur
der Liifter funktional. Der orange dargestell-
te Kiihlkorper stammt aus dem 3-D-Drucker.
Hierbei ist eine glatte Oberflache wichtig,
wodurch Pulverdrucker eher geeignet sind
als Extrusionsdrucker. Mit einer Hitzkopf-
sonde wurde die Stromungsgeschwindigkeit
gemessen und hieriiber die Warmeiiber-
gangskoeffizienten der Kiihlrippen analy-
tisch berechnet. Die hierfiir notwendigen
Formeln sind beispielsweise im VDI-War-
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Bild 4: Drei Wege zur
Ermittlung des thermi-
schen Kiihlkérperwider-
standes.

meatlas zu finden. Damit war die Basis fiir
die nachfolgend durchgefiihrte thermische
FEM Simulation geschaffen.

Weg C: Direkte Messung: Konnte fiir Weg
B ein Kiihlk6rper aus dem 3-D-Drucker ver-
wendet werden, so ist bei Weg C ein funktio-
naler Kiihlkoérper notwendig. Dieser ist aus
Vollmaterial herzustellen. Anstatt der Stro-
mungsgeschwindigkeit werden jetzt statio-
ndre Temperaturen gemessen. Die Leistungs-
halbleiter wurden durch Heizwiderstande
substituiert, da ihre Heizleistung exakt regu-
liert werden kann und zum Zeitpunkt der
Versuche noch keine funktionsfahige Leis-
tungselektronik existierte.

Nicht jeder Weg ist
gleichermafen geeignet

Die wesentlichen Bewertungskriterien, um
die Eignung der drei Wege A, B und C zu be-
urteilen, sind:

M Initiale Kosten: Sie fallen an, bevor die
erste Simulation oder Messung durchge-
fiihrt werden kann. In ihnen sind die Kos-
ten fiir Softwarelizenzen, Prototypen und
Messequipment enthalten. Je nach Aus-
gangslage ist auch die Qualifizierung von
Mitarbeitern zu beriicksichtigen.

M Initialer Aufwand: Er beschreibt den Um-
fang der Arbeiten, um Simulationen vorzu-
bereiten oder Versuche aufzubauen.

B Fehlerrisiko: Damit ist gemeint, dass der
Ingenieur ein falsches Ergebnis erhilt, die-
ses aber nicht als ein solches einordnet.

B Aufwand pro Versuch: Arbeitsaufwand
fiir einen Versuch, also einen Simulati-
onsdurchlauf oder die Erfassung eines
Messwertes. Dies hat wesentlichen Einfluss
darauf, wie lange ein Iterationsschritt der
thermischen Optimierung dauert.

B Aufwand Parameterstudie: Besonders

durch Simulationen mit parametrierbaren
Modellen kann der Aufwand fiir Parameter-
studien gesenkt werden. Wohingegen bei
Messungen jeweils Teile des Aufbaus gedn-
dert werden miissen und Parameterstudien
dadurch aufwendiger sind.
B Erkenntnisgewinn: Je hoher der Erkennt-
nisgewinn aus einer Messung oder einer
Simulation ist, desto weniger Iterations-
schritte sind nétig, um zu einem guten Er-
gebnis zu gelangen.
3-D-Stromungssimulationen (Weg A) eig-
nen sich zur Untersuchung von Stromungen
an komplexen Geometrien. Thr Vorteil liegt
darin, dass sie Strémungen visualisieren und
somit fiir den Entwickler verstindlich wer-
den lassen. Mit parametrierbar aufgebauten
Geometrien konnen Parameterstudien auto-
matisiert durchgefiihrt werden, was eine
Optimierung unter gegebenen Randbedin-
gungen vereinfacht.

Fiir teure und komplexe Produkte wie Ro-
torblatter von Windkraftanlagen, Turbinen
oder dhnlichem sind die hohen initialen Auf-
wande und Kosten vertretbar, fiir eine relativ
einfache und preisgiinstig herzustellende
Komponente wie einen integrierten Kiihlkor-
per jedoch unverhaltnisméf3ig. Um die initi-
alen Aufwidnde und Kosten zu umgehen,
sowie das Fehlerrisiko zu senken, besteht die
Moglichkeit Simulationen durch entspre-
chend qualifizierte Dienstleister durchfiih-
ren zu lassen.

Eine direkte Messung (Weg C) erscheint auf
den ersten Blick einfach und zuverldssig. Bei
den durchgefiihrten Messungen hat sich aber
gezeigt, dass insbesondere die richtige Be-
festigung der Heizwiderstande und die Tem-
peraturmessung in der Praxis nicht trivial
sind. Zudem ist der zeitliche Aufwand fiir
Messreihen hoch, denn fiir jeden Messpunkt
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Bild 5: Vorgehen bei der indirekten Messung des thermischen Kiihlkérperwiderstandes.

INITIALE INITIALER | FEHLER-
KOSTEN AUFWAND RISIKO
A: 3D- Sehr Sehrhoch Hoch
Stromungs- | hoch
simulation
B: Indirek- Gering Gering Mittel
te Messung
C: Direkte Hoch Mittel Mittel
Messung

AUFWAND | AUFWAND ERKENNT-
PRO PARAMETER- | NISGEWINN
VERSUCH STUDIE

Gering Gering Sehr hoch
Mittel Mittel Mittel

Hoch Hoch Gering

Tabelle: Vergleich der Wege A, B und C zur Auslegung der Kiihlkérpergeometrie

ist der stationdre Zustand abzuwarten. Pro
Arbeitstag konnen so weniger als zehn Mess-
punkte gemessen werden. Sollen unter-
schiedliche Kiihlkérpergeometrien vergli-
chen werden, so ist jeweils ein neuer funkti-
onaler Kiihlkorper herzustellen. Eine solche
Einzelstiickfertigung fiihrt zu hohen Kosten.

Fiir die indirekte Messung (Weg B) wird
kein funktionaler Kiihlkdrper benétigt. Eine
Plastikattrappe mit glatter Oberflache aus
dem 3-D-Drucker ist ausreichend. Diese ist
schnell und kostengiinstig direkt aus CAD-
Daten herstellbar. Der Aufwand fiir Parame-
terstudien ist somit deutlich geringer als bei
der direkten Messung.

Wie auf Bild 5 dargestellt wird deutlich,
welche Kiihlrippen schlecht durchstromt
(x = 75 bis 175 mm) und welcher Bereich des
Kiihlkorpers (roter Bereich in der Mitte) be-
sonders heifd wird. Hierdurch ist der Erkennt-
nisgewinn deutlich gréfler als bei der direk-
ten Messung. Thermische Optimierungen
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haben hohes Potenzial, Lebensdauer und
Leistungsfdhigkeit elektrischer und mecha-
tronischer Gerdte zu erh6hen.

So hat die Optimierung von Kiihlkorper-
geometrie und Luftfiihrung im gezeigten
Beispiel zu einer Reduzierung des thermi-
schen Kiihlkorperwiderstandes um 70% ge-
fiihrt.

Optimierung erhoht die
Lebensdauer

Dies bedeutet in erster Naherung 140%
mehr Dauerleistung bei gleichen Abmessun-
gen. Der aufgezeigte Weg B ist, wie in der
Tabelle dargestellt, ein pragmatischer An-
satz, beliebig geformte Kiihlkodrper schneller
und kostengiinstiger zu optimieren als mit
den bisher bekannten Wegen A und C. Hier-
durch werden bisher ungenutzte thermische
Potenziale nutzbar. // RO

Lenze SE
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Entwicklung eines Power-Moduls
fiir Automobil- und CAV-Antriebe

Bei der Entwicklung eines neuen Leistungsmoduls auf IGBT-Basis fiir
den Einsatz in Elektro- und Hybrid-Fahrzeugen mussten technische und
anwendungsbezogene Anforderungen miteinander kombiniert werden.

moduls HybridPACK Drive (HPDrive)

fiir Automobil- Antriebe war es wichtig,
sich auf die Bediirfnisse des Konsumenten
zu konzentrieren und die anwendungsbezo-
genen Anforderungen bestens zu verstehen.
Dazu gehoren so unterschiedliche Fakten
wie geringe Kosten, hoher Wirkungsgrad,
Leistungsdichte, Stromtragfdhig-
keit fiir Anfahrmomente —
oder Lebensdauer auf- '
grund Temperatur- :
wechselbeanspru- ~ " S
chung. Im Folgenden
wird beschrieben, wie
diese Aspekte bei der ( k
neuen Modulauslegung ] N
beriicksichtigt wurden,
um letztendlich ein Endpro-
dukt zu realisieren, das diese
oft grundverschiedenen Anforde-
rungen bestens adressiert. Auf3erdem
werden die Verbesserungen gegeniiber
dem in Serie bewdhrten Modul HybridPACK
2 (HP2) dargestellt.

Im Fokus standen drei technische Anfor-
derungen: Reduzierung der Leistungsverlus-
te, Modulkonfektionierung und héherer
Blockierstrom, wobei auch immer die Kosten
beriicksichtigt wurden. Bild 1 zeigt das so
entstandene Modulgehduse.

Bei einem typischen DC/AC-Umrichter
wird der Grof3teil der Leistungsverluste vom
IGBT-Modul verursacht. Eine Reduzierung
der Verluste verbessert nicht nur den Wir-
kungsgrad des Antriebsstranges, sondern

F iir die Konzeption des neuen Leistungs-

2y,
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reduziert zugleich auch die Anforderungen
an das gesamte Kiihlsystem, d.h. an Pumpen,
Warmeiibertrager usw. Dies alles senkt die
Kosten und das Gewicht eines Fahrzeugs. Im
Modul gibt es im Wesentlichen zwei Verlust-
quellen: Leitungsverluste und Schaltverlus-
te der Silizium-Chips sowie der Kontaktie-
rungen.

Fiir das Modul wurde ein neuer Chip ent-
wickelt, der Electric Drive Train 2 IGBT (750
V EDT2IGBT). Der neue EDT2-IGBT-Chipsatz
verfiigt iiber einen dhnlichen vertikalen Auf-
bau wie die vorherige 650-V-Generation
IGBT3 allerdings mit 100 V hoherer Sperr-
spannungsfestigkeit, die aus der Verwen-
dung einer als ,,Micro Pattern Trench® be-
zeichneten Struktur resultiert. Das Chip

¢ -
'(
oo
‘ /
/4 ; _’ Bild 1:
’ ; ‘ . Modulgehduse des
B ' HybridPACK Drive
“_~  (HPorive).

Design wurde mit einer Mesa-Breite im

Submikrometerbereich realisiert (siehe Bild
2). Dieser Aufbau erméglicht einen sehr ge-
ringen Abfall der Vorwartsspannung (V)
des Bauelements (Bild 3) mit 500 mV gerin-
gerem V. bei Nennstrom, wobei die Kurz-
schlussfestigkeit noch immer bis zu 6 ps
betragt.

Die Dotierung des p-Emitters wurde als
Kompromiss zwischen Durchlass- und
Schaltperformance fiir Anwendungen im
Bereich von 5 bis 15 kHz gewdhlt, kann aber
in zukiinftigen Designs auch fiir andere
Schaltfrequenzbereiche optimiert werden.
Die Erh6hung der Sperrspannung um 100 V
von 650 V auf 750 V fiihrt zu einer Design-
Reserve, welche in der Praxis genutzt wird,
um die volle Schaltgeschwindigkeit auch
unter extrem hohen Spannungslagen errei-
chen zu konnen (z.B. durch Verwendung
geringer Gate-Widerstdnde sowie geringerem
Aufwand in Uberspannungsschutzmafinah-
men). Bild 4 zeigt, wie bei einer Arbeitsspan-
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nung von 400 V die Ausschaltverluste im
Vergleich zu einem IGBT3 mit gleichem Gate-
Widerstand deutlich verringert wurden. Je
nach Auslegung und Optimierung zeigen
sich in der Praxis Schaltverlustreduzierun-
gen zwischen 25% und 100%.

Auch wenn sie oft {ibersehen werden, kén-
nen innere Kupferverluste des Moduls be-
trachtlich sein, insbesondere bei hohen
Effektivstromen. Die wesentlichen Kompo-
nenten dieser Verluste sind die Lastkontak-
tierungen, die obere Flache der Direct-Cop-
per-Bonded-Keramik (DCB-Keramik) und die
Bonddrdhte, die an die Oberseite der Chips
angeschlossen sind. Die Auslegung des IGBT-
Chips mit einem Gate-Pad, das sich an der
Seite des Chips statt in der Mitte befindet
(siehe Bild 5), ermdglicht eine grof3ere aktive
Flache fiir den Emitter-Hauptstrompfad. Da
auf3erdem die Form des Chips so angepasst
wurde, dass er im Vergleich zu den im HP2
verwendeten Chips etwas rechteckiger ist,
konnten die an die Oberseite des Dies ange-
schlossenen Bonddrihte verkiirzt und ihre
Anzahl von 8 auf 10 erhdht werden (Bild 5).
Insgesamt wurde der Serienwiderstand um
20% gesenkt.

Evaluation Kit
und Bauform des Gehduses

Zur einfachen Evaluierung der Vorteile
durch den EDT2-IGBT in Kombination mit
dem HybridPACK Drive wurde das Evaluati-
on-Kit HybridKIT Drive entwickelt (Bild 6).
Dieses Evaluation-Kit beinhaltet das Leis-
tungsmodul einschlieflich Kiihlkoérper,
Treiber-Board mit neuester EiceDriver-Tech-
nologie sowie Logikboard mit Aurix-Mikro-
controller und vorinstallierter Software. Das
Evaluation-Kit ist fiir den Laborbetrieb ge-
dacht und erméglicht ohne weiteren Design-
Aufwand eine umfassende Evaluierung auf
der Kundenseite.

Beim HPDrive-Basisgehduse wurden der
Pin-Fin-Kiihlkorper und der interne Material

TRENCHSTOP™

IGBT3 650V 220 el

Emitter Giate Emitter Gate

i
1 bas

!

Collector

Collector

Bild 2: Vertikaler Aufbau der Zellengeometrie des
IGBT3 (650 V) und des 750-V-EDT2-1GBT.

Stack von der bewdhrten HP2-Familie {iber-
nommen. Aber der HPDrive hat eine um 36%
kleinere Bodenplatte und ist um 40% leich-
ter, was die Kosten verringert. Aufierdem
bietet er ein flexibles Steuer-Pin-Anord-
nungssystem, das dem Modulentwickler die
Moglichkeit gibt, die Anordnung der Steuer-
Pins zu optimieren (ersichtlich in Bild 1). Das
verringert die Leiterbahnflache, die fiir Steu-
eranschliisse an der DBC erforderlich ist. Da

STROMVERSORGUNG

auBerdem die Steuer-Pins nicht in das Ge-
hause eingespritzt sind, konnen zukiinftige
Funktionserweiterungen, etwa die Messung
der Temperatur oder des Stroms direkt im
Chip, wesentlich einfacher in das Gehduse
integriert werden.

Zum Anschluss der Signal-Pins wurde die
PressFit-Technik verwendet. Dabei handelt
es sich im Vergleich zum Selektivloten, um
ein schnelles (etwa zwei Minuten Zeiterspar-
nis in der Montage) und zuverldssiges Pro-
duktionsverfahren. Aufierdem ist die gas-
dichte Verbindung duf3erst bestandig gegen
korrosive Umgebungen und Vibrationen. Fiir
die Leistungsanschliisse sind die Gleich-
stromklemmen hohenversetzt angeordnet,
um den Anschluss an einen mehrlagigen
Gleichstrombus zu vereinfachen; und auf
Wunsch sind verlangerte Ausgangsklemmen
erhéltlich, die mit einem Stromsensor verse-
hen werden konnen. Da sich die Stromsen-
sor-Klemmen auf der gleichen Hohe befin-
den wie die Modulsteuerklemmen, kann der
Stromsensor direkt an die Gate-Treiberplati-
ne angeschlossen werden, so dass keine zu-
sdtzlichen Kabel und Verbinder notwendig
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Bild 4:
Vergleich der Aus-
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sind. Durch das kleinere Gehduse und die
Optimierung der inneren Auslegung des
Moduls konnte die Induktivitdat um 40% von
14 nH (HP2) auf 8 nH reduziert werden. Das
verringert das Uberschwingen der Spannung
der IGBTs, was hohere Schaltgeschwindig-
keiten oder den Betrieb mit hGheren Arbeits-
spannungen erméglicht.

Hohe Stromtragfdhigkeit
fiir die Anfahrmomente

Der Betrieb mit feststehendem oder blo-
ckiertem Motor-Rotor, gelegentlich auch als
Hill Hold oder Anfahrmoment bezeichnet,
verursacht oft die grofite Temperaturbelas-
tung des Bauelements, da der Strom in einem
einzelnen Schalter mit dem Scheitelwert der
sinusformigen Stromwelle flief}en kann. Da-
her bestimmt dieser Eckbetriebspunkt den
Grenzwert fiir die Strombelastbarkeit des
Leistungsmoduls. Die neuen EDT2-Chips
sind in der Lage, fiir kurze Zeit (<10 s) bei 175
°C zu arbeiten, um diese Anforderung hin-
sichtlich des Blockierzustands zu erfiillen.
In der Tabelle (Bild 7) werden der Betrieb des
HPDrive und des HP2 im Blockierzustand des
Motors verglichen. Dabei zeigt sich, dass die
nur 300 mm? grof3en EDT2-Chips vergleich-
bare Stromdaten aufweisen wie die IGBT3-
Chips mit 400 mm?.

Allerdings ist die maximale Sperrschicht-
temperatur nicht der einzige begrenzende
Faktor, sondern die Lebensdauer des Moduls
aufgrund von Temperaturwechsel-Bean-

Bild 5: Optimiertes Chip- und DCB-Layout des
HPDrive.

Bild 6: Das Evaluation Kit HybridKIT Drive.

spruchungseffekten ist ebenfalls ein ent-
scheidendes Auslegungskriterium. Um den
Effekt hoher Temperaturdifferenzen abzu-
schwiéchen, ist das Chip-Lotsystem verbes-
sert worden, sodass die Lastwechselfestig-
keit um 40% gestiegen ist, beispielsweise auf
60.000 Zyklen bei einer Temperaturdifferenz

STROMVERSORGUNG

des Chips von 100 K. Zudem wurde das Hyb-
ridPACK Drive entsprechend der neuen ZVEI-
LV324-Vorgaben qualifiziert, was beispiels-
weise den Test der Zyklenfestigkeit bei min-
destens 85% vom Nennstrom beinhaltet
(somit 700-A,-Teststrom beim FS820...HP-
Drive).

Bei der Entwicklung des neuen EDT2-IGBT/
Dioden-Chipsets mit geringeren Verlusten
und héherer Temperaturbelastbarkeit erga-
ben sich zwei verschiedene Ansatze fiir die
Modulauslegung. Der erste war die Entwick-
lung eines kleineren, leichteren Moduls mit
dhnlichem Ausgangsstrom wie das bereits
existierende HP2-Modul. Gleichzeitig bietet
das neue Gehduse einige technische Vorteile,
wie etwa eine geringere Streuinduktivitat
und Steuersignal-Pins mit PressFIT-Kontak-
tierung. Dieser Entwicklungsansatz wurde
fiir den HPDrive gewdhlt.

Der zweite Entwicklungsansatz war, die
EDT2-Chips in das vorhandene HP2-Geh&duse
zu integrieren, was auch dort eine Erh6hung
des Nennstroms ermoglicht. Kunden, die das
HP2-Gehause bereits nutzen, haben also die
Moglichkeit, entweder Nennstrom und
Nennspannung zu erhéhen oder die gleiche
Leistungsfahigkeit in einem kleineren, kos-
tenglinstigeren Gehduse beizubehalten. Au-
f3erdem wird das neue HPDrive-Modul in
zwei Ausfiihrungen zur Verfiigung stehen:
mit Pin-Fin-Grundplatte und einem
Nennstrom von 820 A sowie mit flacher
Grundplatte und einem Nennstrom von 660
A. Weiterhin ist das HybridPACK Drive Packa-
ge mit 9 mm Kriechstrecken fiir Arbeitsspan-
nungen bis 900 V tauglich und wird daher
zukiinftig auch mit 1200-V-Chipsitzen ange-
boten. Die Hybrid PACK-Drive-Produktfamilie
ist damit auch fiir héhere Spannungslagen
interessant, insbesondere fiir die 750-V-
Spannungslage nach ISO/PAS 19295. Diese
neuen Bemessungsdaten erweitern die Hyb-
ridPACK-Familie und erganzen das umfas-
sende Spektrum, das Infineon an Leistungs-
modulen fiir Antriebe von Fahrzeugen in den
Bereichen Automobil und CAV anbietet, wie
beispielsweise das EconoDUAL 3 oder Prime-
PACK. /| KU

Infineon

IGBT-LEITUNGS- IGBT-SCHALTVER- IGBT-GESAMT- WARMELEITWIDERSTAND | MAX. SICHERHEITS-
VERLUSTE LUSTE VERLUSTE SPERRSCHICHT- SPERRSCHICHT- SPANNE
(GESCHATZT) [w] (GESCHATZT) [w] [w] KUHLMITTEL [°C/W] TEMPERATUR [°C] | [°C]

HybridPACK™ 502 166 668 0,12 160 15

Drive

HybridPACK™ 2 | 551 132 683 0,097 146 4

Bild 7: Vergleich zwischen den Modulen HPDrive und HP2 bei 2 kHz, 400 V., 500 A, 707 As, 80 °C Kiihimitteltemperatur und einem Tastverhiiltnis von 50%.
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AUTOMOTIVE ELECTRONICS

Zwei Spannungsebenen: Bei
der kombinierten 12-/48-Volt-
Bordnetzarchitektur koppelt ein
bidirektional arbeitender Buck-
Boost-Konverter die 12- und
48-Volt-Netze.

BORDNETZ

Mit passiven Komponenten gut
geriistet firs 48-Volt-Bordnetz

Immer mehr und leistungsstdrkere Verbraucher erfordern in
Fahrzeugen zunehmend ein 48-Volt-Bordnetz, das iiber einen
Buck-Boost-Wandler mit der 12-Volt-Ebene gekoppelt ist.

ie 48-Volt-Technologie fiir Fahrzeuge
D bietet zahlreiche attraktive Vorteile:

So hilft sie beispielsweise, den Kraft-
stoffverbrauch zu senken, sie reduziert die
Umweltbelastung und kann gleichzeitig so-
gar die Motorleistung steigern. Die wichtigste
Baugruppe eines kombinierten 12-/48-Volt-
Bordnetzes ist dabei ein leistungsstarker
Buck-Boost-Konverter. TDK bietet dafiir ent-
scheidende passive Bauelemente.

Die Anzahl elektrischer Verbraucher im
Kfz nimmt immer weiter zu: Aufwandiges
Antriebsmanagement, Komforteinrichtun-
gen wie elektrische Zusatzheizungen und

86

sicherheitsrelevante Systeme wie ABS, ESP
und viele andere mehr entpuppen sich als
wahre Leistungsfresser.

Entsprechend steigen die Leistungen, die
heute von Lichtmaschinen bereitgestellt wer-
den miissen. Anfang der 1980er Jahre kamen
selbst Fahrzeuge der Oberklasse noch mit
Generatoren mit rund 0,7 kW aus. Heute da-
gegen liegt die geforderte Leistung bereits
bei 3,5 kW — das entspricht einer Steigerung
um den Faktor 7. Die Krux dabei: Liefert ein
14-Volt-Generator diese Leistung, flief3t ein
Strom von 250 A. In dieser Spannungs-Strom-
Relation ist jedoch nur noch ein Wirkungs-

grad von maximal 70% erzielbar. Deshalb ist
eine Eingangsleistung des Generators von
5 kW erforderlich, die vom Motor erbracht
werden muss. Ein weiterer Nachteil der in
Summe hohen Stréme sind die dafiir erfor-
derlichen grofien Leitungsquerschnitte, die
erheblich zum Fahrzeuggewicht beitragen
und damit die Kosten erhéhen.

Da die Forderungen nach einem weiter
verringerten Kraftstoffverbrauch und nied-
rigeren CO,-Ausstof3 immer strenger werden,
muss dringend ein Ausweg aus diesem Di-
lemma gefunden werden. Attraktive Vorteile
bietet hier die 48-Volt-Technologie, denn mit

ELEKTRONIKPRAXIS Nr.5 8.3.2017
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ihr sind einige Kraftstoff sparende Maf3nah-
men moglich, die mit reinen 12-Volt-Syste-
men nicht machbar sind:

B Leistungsstarke Rekuperation mit >5 kW,
B Erweiterte Start-/Stopp-Funktion wie Sai-
ling oder Coasting,

B Elektrifizierung von Aggregaten, z.B. E-
Turbolader, Elektrische Lenkung,

B Unterstiitzung von Mikro- und Mild-
Hybridlésungen.

Die 48-Volt-Systeme 16sen die bisherigen
12-Volt-Architekturen allerdings keineswegs
ab, sondern erweitern die 12-Volt-Bordnetze
fiir leistungsstarke Verbraucher, wobei die
beiden Spannungsebenen iiber einen Buck-
Boost-Konverter gekoppelt sind. Auf der
12-Volt-Ebene dient eine klassische Blei-
Sdure- oder Blei-Gel-Batterie als Energiespei-
cher. Auf der 48-Volt-Ebene wird ein Lithium-
Ionen-Akku verwendet. Fiir ein verbessertes
Speichern von elektrischer Energie bei
der Rekuperation kénnen dariiber hinaus
Doppelschicht-Kondensatoren parallel ge-
schaltet werden.

Die wichtigste Systemkomponente eines
kombinierten 12-/48-Volt-Netzes ist der Buck-
Boost-Konverter. Er ermoglicht den bidirek-
tionalen Energiefluss zwischen den beiden

BORDNETZ

o} o

T2 12V

Ly

b O

Bild 1, Prinzipschaltbild eines Buck-Boost-Konverters: Neben den Schalttransistoren sind Leistungsindukti-
vitdten und Speicherkondensatoren Schliisselkomponenten fiir Buck-Boost-Konverter.

Spannungsebenen und ist fiir Leistungen
von 2 bis 5 kW ausgelegt. Bild 1zeigt das Prin-
zipschaltbild eines solchen Wandlers. Im
Normalbetrieb arbeitet der Wandler als Tief-
setzsteller (Buck-Modus), um die auf der
48-Volt-Ebene erzeugte Leistung an das
12-Volt-System abzugeben. In dieser Betriebs-
art ist T2 standig gesperrt und T1 arbeitet als
Schaltregler. Der Boost-Modus ist erforder-
lich, wenn auf der 48-Volt-Ebene eine hohe
Leistung erforderlich ist. Dabei ist T1standig
durchgeschaltet und T2 arbeitet im Pulsbe-

trieb. Um Ripplestrom und -spannung so
gering wie moglich zu halten, werden in der
Praxis Systeme mit 6 oder 8 Phasen einge-
setzt, die seriell durchgeschaltet werden.

Kompakte Drosseln mit hoher
Stromtragfahigkeit

Fiir die Speicher- und Glattungsdrosseln
in solchen Wandlern bietet TDK zwei neue
Serien von Leistungsinduktivitdten an: Bei
der Serie ERU 27 handelt es sich um SMD-
Induktivitdten mit sehr kompakter Bauform

B—KanaI—CAN - F D—Interface fur USB

Der neue PCAN-USB X6 eignet sich bestens fiir Arbeiten

mit mehreren CAN-Netzwerken, zum Beispiel beim Einsatz

in Prifstanden mit Hardware-in-the-Loop-Simulationen fiir
Kraftfahrzeuge oder in der Endkontrolle CAN-basierender Produkte.

Leistungsmerkmale

= Adapter fir USB 2.0 mit 6 High-Speed-CAN-Kanalen (ISO 11898-2)
Erflllt die CAN-Spezifikationen 2.0 A/B und FD (ISO und Non-1SO)
CAN-Ubertragungsraten von 25 kbit/s bis 1 Mbit/s
CAN-FD-Ubertragungsraten fiir das Datenfeld (max. 64 Bytes)

von 25 kbit/s bis zu 12 Mbit/s

Anschluss an den CAN-Bus liber D-Sub, 9-polig {nach CiA® 303-1)

Timestamp-Aufldsung 1 us

CAN-Terminierung gesondert fiir jeden CAN-Kanal zuschaltbar
Erweiterter Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C
Messung der Buslast einschlielich Error-Frames und
Overload-Frames auf dem physikalischen Bus

Induzierte Fehlererzeugung bei ein- und ausgehenden

CAN-Nachrichten

Lieferung inklusive Monitor-Software, APls und
Treiber fur Windows® 10, 8.1, 7 & Linux (32/64-Bit)

Weitere Produkt-Ausfiihrungen mit galvanischer
Trennung und CAN-Anschluss Giber D-Sub oder M12-
Rundstecker sind voraussichtlich verfliigbar ab Q2 2017.

Erhaltlich ab 735,- €
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Bild 2, EPCOS-Leistungsinduktivitdten fiir Buck-Boost-Konverter: Die kompakten EPCOS Leistungsinduktivi-
taten sind mit Stromtragfdhigkeiten von bis zu 79 A verfiigbar.

und hoher Stromtragfahigkeit. Der Flachen-
bedarf betrdgt 30 mm x 27,8 mm (Bild 2 links)
bei Bauh6hen von 15,5 bis 20,3 mm. Moglich
wurde dies mit einem Flachdrahtwickel mit
hohem Fiillfaktor. Serienméaf3ig sind die In-
duktivitdten in sechs Ausfiihrungen mit 3,5
bis 15 pH erhéltlich. Die Sattigungsstrome
liegen zwischen 19,5 und 49 A. Um die me-
chanische Stabilitdt auf der Leiterplatte zu
erh6hen, haben die Drosseln neben den bei-

den Létpads fiir die Wicklung einen dritten
Létpad.

Daneben gibt es die Serie ERU 33 in PTH-
Ausfiihrung (Bild 2 rechts) mit Nennindukti-
vitdten von 3,2 bis 10 pH und, je nach Typ,
einen Sattigungsstrom von 79 A bei einem
Gleichstromwiderstand von 0,85 mQ. Die
Mafle dieser Drosseln betragen 33 mm x
33 mm x 15 mm. Alle genannten Typen eignen
sich fiir Betriebstemperaturen von —40 bis

PRAXIS
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E-Turbolader fiir mehr Motoreffizienz

Neben der Elektrifizierung von konventionellen Aggregaten wie Pumpen bietet die
48-Volt-Technik auch die Moglichkeit, den Motor durch den Einsatz eines E-Turbola-
ders effizienter zu betreiben. Konventionelle Turbolader werden durch den Abgas-
strom angetrieben und ihre Leistung ist sehr stark drehzahlabhdngig. Auferdem
wirken sie zeitversetzt — bekannt auch als Turboloch. Dieses Manko wird durch
elektrisch betriebene Lader beseitigt, da sie schnell reagieren und auch schon bei
niedrigen Drehzahlen, z.B. im Stadtverkehr, eine hohe Aufladung und damit bessere
Effizienz des Motors bieten. Ein weiterer Vorteil: Der E-Turbolader kann mit einem
konventionellen Turbolader kombiniert werden um entweder den Ladedruck noch
weiter zu steigern oder um den elektrischen Lader bei hoher Motordrehzahl abzu-

schalten.

—— Electric supercharger after 0.5 s
= Turbo engine - turbo after 2.0 s
=== Turbo engine - turbo after 1.0 s

Turbo engine - turbo after 0.5 s
= Naturally aspirated engine

Mean effective cylinder pressure [bar]

i

8500 1500 2500 3500 4500
Engine speed [rpm]

5500 6500
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Bild 3: Diese EPCOS-Aluminium-Elektrolyt-Konden-
satoren fiir die Automobil-Elektronik zeichnen sich
durch hohe Vibrationsfestigkeit von bis zu 60 g und
maximalen Betriebstemperaturen von bis zu 150 °C
aus.

150 °C, sind RoHS-kompatibel und nach AEC-
Q200 qualifiziert. Neben den Serientypen
von ERU 27 und ERU 33 konnen auch kun-
denspezifische Varianten mit anderen Induk-
tivititswerten gefertigt werden.

Extrem vibrationsfeste
Kondensatoren

Neben den Induktivitdten sind robuste
Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren zum
Speichern und Glatten Schliisselbauelemen-
te in Buck-Boost-Konvertern. Die Serien
B41689 und B41789 (Bild 3) sind speziell fiir
die hohen Anforderungen in der Automobil-
Elektronik ausgelegt. Sie haben eine sehr
hohe Vibrationsfestigkeit von bis 60 g. In den
Ausfithrungen mit Lotstern sowie der Bau-
form mit beidseitiger Kathodenplatte erge-
ben sich optimierte Montagebedingungen
mit geringen Induktivitdtswerten.

Dank der internen Mehrfach-Kontaktie-
rung bieten diese Kondensatoren niedrige
ESR-Werte, was die Wechselstrombelastbar-
keit steigert und die Verluste senkt. So liegt
die dauerhafte Wechselstrombelastbarkeit
— abhédngig vom Typ - bei 125 °C Geh&use-
temperatur bei bis zu 29,5 A. Die Automotive-
Serien sind fiir Nennspannungen von 25V,
40V (fiir 12 V) und 63 V (fiir 48 V) ausgelegt.
Mit diesen Spannungen kdénnen sie bei den
neuen Bordnetzen in beiden Spannungsebe-
nen eingesetzt werden. Das Kapazitédtsspek-
trum erstreckt sich von 360 bis 4500 pF.

Neben den Leistungsinduktivitdten und
den Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren
als Schliisselkomponenten sind fiir die Rea-
lisierung von Buck-Boost-Konvertern noch
eine Reihe weiterer TDK-Bauelemente erfor-
derlich, etwa MLCCs, Current Sense Trans-
formers sowie Varistoren.

(Der Beitrag entstand nach Unterlagen der
TDK Corporation) // TK

TDK Corporation
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INFOTAINMENT

Alle Fahrzeug-Infotainment- und Broadcast-Standards auf einem Chip

NXP hat den SAF4000 vorgestellt
— eine vollstindig integrierte
softwaredefinierte Radioldsung,
die alle weltweiten analogen und
digitalen terrestrischen Radio-
Standards wie AM/FM, DAB+,
DRM(+) und HD abdecken kann.
Der IC erleichtert die Entwick-
lung neuer leistungsfahiger In-
fotainment-Plattformen erheb-
lich, da er als ultrakompaktes
RFCMOS-Device komplexe Multi-
Chip-Losungen ersetzen kann.
Der SAF4000 ist softwaredefi-
niert und vereinfacht daher die
Logistik fiir Automobilhersteller:

Ein einziges Hardwarebauteil
kann die verschiedenen regiona-
len Radio- und Audio-Anforde-
rungen iiber ein einfaches Firm-
ware-Update abdecken und re-
duziert somit Systemkosten und
-komplexitat. Bislang mussten
fiir die Realisierung regionaler
Radio-Varianten mehrere ver-
schiedene Hardware- und Soft-
wareprodukte entwickelt und
vorgehalten werden. In Verbin-
dung mit dem Applikations-
prozessor .MX8 und dem neuen
Smart Class-D Audioverstdrker
NXP TDF8534 kann NXP jetzt

HOCHTEMPERATUR-KONDENSATOREN
Fiir den Emsatz in Automotive-Anwendungen

Murata hat bedrahtete Hochtem-
peratur-Kondensatoren vorge-
stellt, die sich fiir den Einsatz bei
extrem hohen Temperaturen
eignen, wie sie bei rauen Einsatz-
bedingungen etwa im Motor-
raum eines Kraftfahrzeugs auf-

treten konnen. Die Mehrschicht-
Keramikkondensatoren der RHS-
Serie bestehen aus einem
neu entwickelten, hitzebestindi-
gen Harz, das einen eben-
falls duflerst hitzebestandigen
Mehrschicht-Keramikkondensa-
tor umgibt. Die Kondensatoren
konnen somit bei Temperaturen
von —55 bis 200 °C eingesetzt
werden. Die Kondensatoren ent-
sprechen AEC-Q200. Thre An-
schliisse sind zum L&ten oder
Crimpen geeignet, sodass sie
sich nah an der Storquelle posi-
tionieren lassen. Die Kondensa-

sogar eine komplette leistungs-
fahige und nutzerfreundliche
Car-Infotainment-Plattform mit
integriertem Audio anbieten.
Entwicklungsmuster stehen fiir
Pilot-Kunden zur Verfiigung.
Car-Infotainment ist ein wich-

toren der RHS-Serie erfiillen
auch die Surge-Priifungen ge-
maf} [SO7637-2. Es werden Kapa-
zitdtswerte von 100 pF bis 0,01
MF angeboten werden. Die Serie
umfasst zundchst Versionen mit
Nennspannungen von 200 und
500 V.. Im Laufe des Jahres 2017
sollen weitere Spannungsvarian-
ten hinzu kommen. Bei Tempe-
raturen oberhalb von 150 °C er-
folgt ein Spannungs-Derating.
Die Nennspannung eines 500-V-
Kondensators reduziert sich da-
durch auf 125V, wenn der Einsatz
bei einer Temperatur von 200 °C

tiges Differenzierungsmerkmal
fiir Autohersteller. Die hohe
Integration beim SAF4000 re-
duziert nicht nur Systemkomple-
xitdt und -kosten, sondern ver-
bessert auch den Stromver-
brauch und den Platzbedarf um
60%, was deutlich mehr Flexibi-
litét fiir Infotainment-Plattform-
Designer bedeutet. Der TDF8534
ist der erste volldigitale Verstar-
ker am Markt und die der-
zeit kompakteste Fiinf-Kanal-
Losung.

NXP Semiconductors

erfolgt. Je nach der Kombination
aus Nennspannung und Kapazi-
tatswert betragen die Abmessun-
gen der Kondensatoren 4,0 mm
X 3,5 mm oder 5,5 mm X 4,0 mm.
Es stehen die Rastermaf3e 2,5 mm
und 5,0 mm zur Verfiigung. Die
Massenfertigung der RHS-Kon-
densatoren beginnt im Mai 2017.
Murata beabsichtigt die Expan-
sion und Diversifizierung seines
Produktangebots fiir Anwendun-
gen in den unterschiedlichsten
Hochtemperatur-Umgebungen.

Murata

Auf lhrer
Wellenlange?

Embedded World: 14.-16.03.2017, Halle 3A, Stand 238

Entdecken Sie neue Mdglichkeiten beim Leiterplatten-Prototyping!
Ob mit dem ProtolLaser U4 bei 355 nm oder dem ProtoLaser S4 bei

532 nm, lhre Ideen sind in den besten Handen. Erfahren Sie mehr:
www.lpkf.de/protolaser4

PR
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ZUM SCHLUSS

Die Welt verandert sich.
Wir uns nicht.

Seit 40 Jahren dienen Softwareentwickler als Ver-
suchskaninchen, um Software besser zu erzeugen. Es
ist nicht gelungen, ihre unzureichenden menschlichen

Fdhigkeiten (iber Prozesse auszugleichen.

Dr. Darius Blasband: Der CEO von Raincode ist liberzeugt,
dass Programmieren eine urmenschliche kreative Tdtigkeit ist, die zwar

durch Prozesse unterstiitzt, aber niemals ersetzt werden kann.

cher kosten heutzutage so gut wie nichts mehr und damit

verdndern sich die Spielregeln gewaltig. Denken Sie z.B. an
die neuen Phdanomene Deep Learning und Big Data, oder an kiinst-
liche Intelligenz, die seit neuestem wieder in aller Munde ist (wenn
auch in einem ganz anderen Kontext als in den achtziger Jahren;
damals ging es eher um neue Entwicklungsalgorithmen, heutige um
schiere Leistungsstarke).

Durch diese massive Verdnderung unserer Umgebung haben sich
manche unserer stirksten Uberzeugungen als rein zufillige und
voriibergehende Wahrnehmungen entpuppt. Alles dndert sich, alles
verschiebt sich - und es gilt, gerade unsere stérksten Uberzeugungen
immer und immer wieder zu hinterfragen.

Auf der anderen Seite zeichnet sich der Mensch durch Stabilitat
aus, und das in einem fast schon deprimierenden Ausmaf3. Die
menschliche Evolution wird nicht von etwas so Nachhaltigem wie
dem Mooreschen Gesetz gesteuert. Im letzten Jahrhundert hat sich
die Gauf3sche Kurve der menschlichen Fahigkeiten in keinem Bereich
signifikant bewegt (sportliche Leistungsfahigkeit, korperliche Ei-
genschaften oder Denkvermdgen) — nur im Hinblick auf die Auswir-
kung von Kriegen, die Verdnderung der Erndhrung oder Verbesse-
rungen in der medizinischen Versorgung in einigen Teilen der Welt.

Wir Softwareentwickler sind demnach stabiles Material. Seit vier-
zig Jahren dient dieses Material quasi als Versuchskaninchen fiir
verschiedenste Organisationsformen mit dem Ziel, Software (hof-
fentlich) besser zu entwickeln. Prozesse werden etabliert, dann
wieder {iberdacht, verbessert, aufiterativumgestellt und letztendlich
durch ,,Agilitdt“ und seine vielen Varianten ersetzt. Erfolglos.

Diese Ansatze sind im Grofien und Ganzen gescheitert. Agile Me-
thoden sind zwar in aller Munde, haben im Grunde genommen aber
nur altbekannte Plattitiiden im Schlepptau, z.B. was Projektorgani-

Maschinen, Rechenleistung, Netzwerk-Bandbreiten und Spei-
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sation oder Pair Programming angeht — das ganze unter dem Deck-
mantel eines exotisch klingenden Jargons, der dem Entwickler ein
willkommenes Schlupfloch in Sachen Verantwortlichkeit bietet.

Ansitze wie diese gibt es seit Jahrzehnten. Immer wieder scheitern
sie. Ihr Kernmaterial — das Gehirn und die Seele des menschlichen
Programmierers — hat sich nicht signifikant weiter entwickelt. Und
trotzdem gibt es noch Menschen, die iiberzeugt sind, dass Erfolg in
der Softwareentwicklung tatsdchlich mit den Prozessen steht und
fillt. Und dass man einfach nur den Stein der Weisen finden muss,
damit sich die Spielregeln dndern.

Prozesse — bzw. Rezepte, wie ich sie in meinem Buch nenne — sind
wieder und wieder zum Scheitern verurteilt. Es ist an der Zeit, dass
wir uns die Ursache fiir dieses Scheitern eingestehen, namlich die
immanente Beschrankung des zugrunde liegenden menschlichen
Materials. Wir sollten damit aufhéren, einem Trugbild nachzujagen.
Der Versuch, unzureichende menschliche Fahigkeiten iiber Prozes-
se auszugleichen, istimmer wieder gescheitert. Und daran wird sich
auch nichts dndern.

Wenn Sie mehr erfahren wollen zu diesem spannenden Themen-
komplex, dann empfiehlt Thnen die Redaktion das neue Buch von
Dr. Darius Blasband 'The Rise and Fall of Software Recipes'. Aus dem
Klappentext — wer das Buch lesen sollte: Wenn Sie ein Anhdnger
formaler Methoden in der Softwareentwicklung sind, miissen Sie
dieses Buch lesen. Sie werden es hassen.

Wenn Sie an dem Sinn von Rezepten und Anleitungen zweifeln,
die vorgeben, wie etwas zu entwickeln ist, sollten Sie dieses Buch
auf jeden Fall lesen. Sie werden es lieben. Es geht darin nicht nur
um Methoden, sondern auch um Programmiersprachen, Garbage
Collectors, Assertions, Dogmas und das Reiskorn auf einem Schach-
brett. Es geht um Geld, Projekte, Technik und vieles mehr. Aber ei-
gentlich geht es um Menschen. (www.dariusblasband.com) // JW
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MEILENSTEINE

c.axmiwakd DER ELEKTRONIK

Begeben Sie sich auf Zeitreise!

In diesem Jahr feiert ELEKTRONIKPRAXIS 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass berichten wir
in jeder Heftausgabe bis Friihjahr 2017 und online auf der Meilensteine-Webseite liber die
fuhrenden Unternehmen der Elektronikbranche. Was waren ihre wichtigsten Leistungen,
wo stehen die Unternehmen heute und wie sehen die Pioniere der Elektronik die Zukunft?

Entdecken Sie die ganze Geschichte unter www.meilensteine-der-elektronik.de
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REDCUBE Terminals bieten einen hdchst zuverldssigen Hochstromanschluss auf der
Leiterplatte. Geringe Ubergangswidersténde garantieren eine minimale Eigenerwarmung.
Vier Bauformen decken alle flihrenden Bestiickungstechnologien ab und ermdglichen
eine Vielzahl von Anwendungsmaglichkeiten.

www.we-online.com/redcube

.ﬂ-' _ E/ H‘;

REDCUBE PRESS-FIT REDCUBE PLUG REDCUBE SMD REDCUBE THR

O_
- _ _O_
— E Eeion
— o-

WURTH ELEKTRONIK

#redCUBE

. WE speed up
he future

Hochste Flexibilitat durch

vielfaltige Anschlusstechnologien
Extreme Stromtragfahigkeit

von bis zu 500 A

Vielfaltige Wire-to-Board und
Board-to-Board Losungen
Minimaler Ubergangswiderstand
AuBergewdhnlich hohe mechanische
Stabilitat
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